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| de Gabriel Nea

ce mai mult despre
revenirea la normali-
tate si e foarte bine
dupad atatea constran-
geri generate de
COVID-19. Sa vedem
cum o sa se intample
acest lucru. Daca vor-
bim despre expozi-
tiile traditionale, abia
le asteptam, sa fie la
fel ca inainte.
Daca imi aduc aminte
de cozile, timpul pier-
dut si de nervii acu-
: mulati, de exemplu,
= 3 E atunci cand eram
nevoiti sa semnam un contract cu furnizorii de utilitati
(gaze, electricitate etc.) la sediul lor, nu m-ar bucura acea
normalitate. Ar fi bine sa avem parte de o noua normali-
tate, optimizatd, imbogatita cu noile experiente online, tes-
tate in aceasta perioadd dificila prin care am trecut cu totii.
La fel si cu magazinele de unde ne facem cumparaturile.
Daca vom reveni la vechea normalitate, vom duce dorul
igienizarilor obligatorii efectuate in timpul pandemiei. Mai
mult, am fost “invdtati”sa ne spalam des pe maini in timpul
crizei generate de noul coronavirus; ne vom mai pastra
acest obicei cand se va reveni la ... normalitate?...
Sunt curios sa vad cum (si daca) se va face acest upgrade,
ca sd folosesc un termen din domeniul nostru — electronica
- unul dintre cei mai importanti vectori care contribuie la
imbunatatirea calitatii vietii noastre. In fiecare zi! Acum 50,
60 de ani, era normal sa privesti o emisiune TV la un tele-
vizor alb/negru, in timp ce, astazi, este la fel de normal sa
privim o emisiune TV de pe telefonul mobil...
Comunitatea (solida pe vremuri) a pasionatilor de elec-
tronica a fost incercatd de multe greutati de-a lungul tim-
pului, incepand cu lipsa componentelor sia documentatiei
tehnice, ca sa nu mai amintesc de lipsa tehnologiei. Si
totusi, era o mare bucurie atunci, cand dispozitivul creat
functiona conform asteptarilor. Astazi, normalitatea din
punctul de vedere al electronistului amator inseamna dez-
voltarea de produse inteligente, ale caror performante
sunt limitate doar de propria imaginatie.
Chiar in aceasta editie, Farnell promoveaza cateva kituri
de proiecte AlY si acceleratoare Corel USB bazate pe ele-
mente de inteligenta artificiala si invatare automata. Doar
cu cateva componente si o conexiune la internet poti crea
un asistent vocal care raspunde la intrebari si comenzi —
acesta fiind primul pas in dezvoltarea unei aplicatii de
recunoastere vocala pentru a controla roboti, muzica si
multe altele. Exemplele pot continua la nesfarsit; editia
aceasta prezintd o serie de solutii bazate pe computere
pe o singura placa (SBC) utile atat in aplicatii loT complexe,
dar si celor care fac primii pasi in domeniul electronicii.
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Cu sigurantad, voi relua curand acest subiect, pentru ca
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SISTEME EMBEDDED .
~a FPGA
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pentru FP

dPTIMIZARE HDL SI INTEGRITATE
A LANTULUI DE APROVIZIONARE

RISC-V open ISAii poate ajuta pe proiectantii din domeniul aerospatial si al apararii — care se confrunta cu
provocarile legate de reducerea la minimum a consumului de putere, a costului listei de materiale si a
suprafetei placii de circuit - sa-si optimizeze setul de instructiuni in vederea unei implementari cat mai
eficiente pentru fiecare aplicatie in parte.

Autor:
Ken O’Neill

Domeniul proiectarii de aplicatii aero-
spatiale si de aparare este extrem de vast,
cuprinzand sisteme portabile montate pe
vehicule, nave maritime, aeropurtate si
nave spatiale, precum si sisteme cu si fard
echipaj uman, pentru aplicatii tactice sau
strategice. Proiectele din domeniul aero-
spatial si al apararii au multe lucruri in
comun, cum ar fi necesitatea unei fiabilitati
ridicate in medii dificile pe durata misiunilor
critice, insd fiecare tip de sistem prezinta
propriile provocdri unice.

Este posibil ca proiectantii sa fie nevoiti sa
se confrunte cu constrangeri puternice de
putere pentru sistemele portabile sau cu
constrangeri termice severe pentru siste-
mele amplasate in echipamente supuse la
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Director de marketing al departamentului
‘Space and aviation’la Microsemi
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temperaturi ridicate sau fara ventilatie
fortata. Echipamentul final poate fi supus
la socuri sau vibratii extreme, la tempera-
turi extreme, la niveluri extreme de umidi-
tate sau de umezeald sau la cantitati
extreme de radiatii.

In afara de factorii de mediu, proiectantii
de sisteme din domeniul aerospatial si al
apararii trebuie, de asemenea, sa depa-
seascd problemele legate de lantul de apro-
vizionare, cum ar fi baza tot mai redusa de
furnizori care sunt dispusi sa investeasca
in atingerea nivelurilor ridicate de califi-
care si certificare necesare pentru multe
tipuri de sisteme aerospatiale si de apa-
rare. In ultimii ani, numeroase programe
guvernamentale de aparare au inceput,

de asemenea, sd acorde o atentie sporitd
fiabilitatii componentelor si proprietatii in-
telectuale (IP) proiectate in sistemele pe
care le achizitioneaza.

FPGA

FPGA-urile (Field programmable gate array -
arii de porti programabile) permit proiectan-
tilor sa foloseascad platforme flexibile pentru
integrare logica, care pot fi utilizate in toata
gamad de proiecte aerospatiale si de apadrare,
abordand provocarile enumerate mai sus.
Multe sisteme de apdrare depind de FPGA-
uri pentru procesarea semnalelor de mare
vitezd, accelerarea hardware, extinderea I/0
si procesarea embedded.

Cea mai flexibila si mai adaptabila abordare
a procesarii embedded in FPGA-uri utilizea-
za nuclee de procesor soft IP. Avantajul
utilizarii unui nucleu soft IP pentru aimple-
menta un microprocesor intr-un FPGA este
gradul ridicat de flexibilitate pe care il ofera
in comparatie cu un procesor integrat, care
este configurat permanent si nu poate fi
modificat de catre proiectant.

ElectronicaeAzinr. 4 /2021



Un avantaj suplimentar al unui nucleu de
procesor soft IP este disponibilitatea codului
in limbaj de descriere hardware (HDL) pen-
tru procesor, care permite proiectantului
sau altor parti terte sa inspecteze procesorul
IP pentru a se asigura cd acesta contine doar
logica necesara pentru a indeplini functia
prevazutd, nici mai mult, nici mai putin.
Acesta este un principiu fundamental atat
in ceea ce priveste asigurarea proiectdrii, asa
cum se intampla in aplicatiile aviatiei comer-
ciale, cat si in ceea ce priveste fiabilitatea,
asa cum se intampla in anumite aplicatii din
domeniul apérarii. Inss, o asemenea flexibi-
litate are un pret ridicat, deoarece majorita-
tea furnizorilor de IP pentru microproce-
soare percep taxe foarte mari pentru furni-
zarea de versiuni HDL ale IP-ului lor pentru
procesoare si aproape niciodatd nu permit
modificarea IP-ului in scopul optimizarii.

RISC-V este un set de instructiuni deschis,
disponibil in baza unei licente Berkeley
Software Distribution (BSD). Proiectantii
pot utiliza sau crea orice IP care implemen-
teaza setul de instructiuni RISC-V, fara a
plati redevente sau licente pentru utilizarea
setului de instructiuni. Extinderile standard
ale setului de instructiuni au fost "inghe-
tate', ceea ce inseamna ca software-ul scrisin
viitor va putea utiliza intotdeauna aceste ex-
tensii standardizate, asa cum existd in prezent.
Deoarece setul de instructiuni este deschis
si exista destul spatiu pentru cod operatio-
nal, proiectantii pot alege sa extinda setul
de instructiuni pentru a se potrivi exact ne-
voilor sistemului lor cu propriile instructiuni
personalizate. De exemplu, daca o anumita
secventa de instructiuni apare foarte frec-
vent in codul creat pentru o anumita
aplicatie, proiectantul poate alege sa creeze

Microsemi’ RTG4™ FPGA

FlashBa:
SEL Immune

Up to 24 Lanes, Multi Protocol 3,125 Gbps SERDES

PMA PIA PMA

Pl Express Al

1, i, xd
r XGXS
Up to 2 Per Device

RISC-V

PMA

Mative SERDES
EPCS

Iwmmn,mao-mm

System Controller
POR Ganerstor Debug Unit
b o SoftcPY

SRAM
M-V AVIZIMAC
Bk Instruction $

ROM BkData $

UART

Timers Titlelink Imerconnect
Power Management

FPGA Fabric
150K Logic Elements
Math Blocks Micro SRAM
(1x1E) [B4x18)
e -
~ >
it Wl
AT PLLs
Math Blocks Micro SRAM
(18x18) (Bdxig)
RC 0SC

M
(12 V=33V, LVTTL L

dard GPIO

Aparitia noii arhitecturi RISC-V cu set de
instructiuni (ISA) pentru microprocesoare a
adus proiectantilor o mai mare libertate de
a ajusta si optimiza microarhitectura astfel
fncat aceasta sa satisfaca in mod optim
nevoile programului lor de dezvoltare. De
asemenea, aceasta permite proiectantilor
inspectarea completa a codului HDL in
scopul asigurarii si increderii in proiectare,
fara a suporta costuri foarte mari din partea
furnizorilor de IP.

www.electronica-azi.ro u ﬂ m

Platiorm-Level interrupt Control

Up 1016 SpaceWire Clock &
Data Recovery Clroults

asiP
RO
PAYM
RTC

Clock Gen

Lavgo SRAM

[1024x18)

fr— uPROM

]
y

667 Mbps DOR
Cantroller/PHY

Large SHAM
(1024x18)

8, VDS, HSTLSSTL, PCY

0 noud instructiune personalizata pentru a
implementa secventa utilizatd frecvent.

Proiectantul poate crea o logica suplimen-
tara pentru ca IP-ul microprocesorului sa
implementeze noua instructiune rapid si
eficient. Acest lucru poate oferi un spor
semnificativ de performanta si poate re-
duce spatiul de cod pentru codul executa-
bil. Tnainte de aparitia RISC-V, astfel de
modificari ale soft-ului IP al procesorului
erau disponibile doar pentru organizatiile

LABORATOR | RISC-V ISA

care detineau licente arhitecturale, care
sunt, de obicei, prohibitive din punct de
vedere al costurilor.

Multe programe din sectorul apdrarii nece-
sita utilizarea de componente electronice si
IP incorporat provenite de la furnizori de in-
credere. Existd foarte putine produse care
indeplinesc aceasta cerintd. Avand un IP
disponibil pentru inspectie in format HDL,
este util pentru ca permite proiectantului
sau clientului final sa valideze faptul ca IP-
ul contine doar codul necesar pentru a im-
plementa functia doritd. De asemenea,
asigura clientul final al echipamentului ca
IP-ul este sigur pentru utilizarea in sistemele
aerospatiale si de apdrare.

Inspectia codului HDL poate contribui, de
asemenea, la validarea proprietatii intelec-
tuale soft pentru aplicatii critice din punct
de vedere al sigurantei, cum ar fi sistemele
de aviatie comerciald, care sunt supuse
unor proceduri riguroase privind certifica-
rea navigabilitatii.

Ecosistemul RISC-V este in continua ex-
pansiune. Prin initiativa Mi-V, Microsemi
oferd o suitd cuprinzatoare de instrumente
si resurse de proiectare dezvoltate intern
si de numeroase padrti terte pentru a spri-
jini pe deplin proiectele RISC-V. Ecosiste-
mul Mi-V are ca scop cresterea gradului de
adoptare a RISC-V ISA si a familiei de pro-
duse CPU soft de la Microsemi.

CONCLUZIE

RISC-V poate ajuta proiectantii din dome-
niul militar si aerospatial, care se confrunta
cu provocdrile legate de reducerea la mini-
mum a consumului de putere, a costului lis-
tei de materiale (BOM) si a spatiului de pe
placa de circuit, permitand optimizarea se-
tului de instructiuni cu scopul de a oferi cea
mai eficientd implementare pentru fiecare
aplicatie in parte. Mai mult, proiectantii de
sisteme din domeniul aerospatial si al
apardrii pot indeplini cerintele de inspecta-
bilitate cu ajutorul RISC-V.

» Microchip Technology
https://www.microchip.com
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Terminale
tru

Furnizarea in 5|guranta a energlel electrice si
reducerea pierderilor si a timpului de asamblare

Acest articol va prezenta pe scurt problemele asociate cu terminalele de mare putere. Va arata cum
proiectantii de placi electronice de mare putere pot beneficia de terminale specializate pentru astfel de
placi. Folosind solutii de la Wiirth Elektronik drept exemple, articolul va arata cum terminalele adecvate
pot furniza in mod fiabil curent ridicat intre sisteme si cum pot accelera asamblarea automata, oferind in
acelasi timp fiabilitate mecanica si rezistenta electrica foarte mica la conexiune.

Autor:
Rolf Horn,

Proiectantii sistemelor industriale profita
din ce in ce mai mult de controlul electronic
al sistemelor, deoarece se straduiesc sa
obtind un randament ridicat. La utilizarea
unui control electronic apare si necesitatea
unor factori de forma tot mai mici pentru a
economisi spatiu si pentru a reduce costurile.
Cu toate acestea, pe masurd ce factorii de

8

Inginer de aplicatii la Digi-Key Electronics

forma se micsoreaza, proiectantii se con-
frunta cu provocari din ce in ce mai mari
legate de conexiunile de mare putere.
Conectoarele si liniile de alimentare de
curent mare, cu montare pe cablaj, necesita
conexiuni groase si robuste si, prin urmare,
acestea nu se pot micsora in acelasi ritm
alert precum electronica digitala.

Tn plus, aceste puncte de conectare de cu-
rent ridicat trebuie sa fie in concordanta cu
procesul de fabricatie al cablajului electro-
nic, indiferent dacd este montat pe supra-
fata (SMD) sau prin gduri (THT). Aceste
aspecte trebuie luate in calcul, pe langa re-
ducerea bugetelor si cererea unui timp tot
mai scurt de lansare pe piata a produselor.

Pentru a indeplini aceste cerinte, dezvol-
tatorii de electronice de putere mare trebuie
sa acorde o atentie deosebita proiectarii si
selectiei terminalelor pentru cablaj si a an-
samblului acestora. Terminalele de curent
mare pot necesita, de asemenea, timp de
asamblare suplimentar pentru a garanta o
conexiune fiabild prin lipire.

ElectronicaeAzinr. 4 /2021



Cum introduc terminalele electrice
pierderi de putere

Proiectantii de sisteme industriale trebuie
adesea sa furnizeze si sa controleze curenti
mari in intervalul a sute de amperi. Ade-
sea, terminalele de curent ridicat care
alimenteaza sistemul se afla pe acelasi
cablaj imprimat cu electronica digitala de
control. Pe masurd ce semiconductoarele
de control devin tot mai inalt integrate,
suprafata placutei de circuit imprimat
scade. Reducerea factorului de forma
creeaza trei probleme pentru proiectantii
de electronice de mare putere.

Prima problema este cea care tine cont de
conditiile extreme de mediu in ceea ce
priveste temperatura, umiditatea si gazele
care intra in contact cu electronicele de pe
cablaj. In cazul in care conexiunile nu sunt
etanse la aer, gazele rezultate in urma pro-
ceselor industriale care intra in contact cu
placa pot oxida sau coroda conexiunile de
curent mare, rezultand conexiuni ineficiente
ce pot duce la pierderi de energie sau
defectiuni ale echipamentului. Aceste pro-
bleme pot fi dificil de diagnosticat si uneori
nu pot fi detectate nici prin cea mai atenta
inspectie vizuala.

A doua problema este legata de randa-
mentul conexiunilor de mare putere.
Odatd cu cresterea nivelului de putere,
chiar si cea mai mica crestere a rezistentei
conexiunii poate duce la o pierdere de pu-
tere, cu o crestere notabild a caldurii. Con-
form legii lui Ohm, un terminal de 25,0
amperi (A) cu o imbinare lipitd defectuos,
care are ca rezultat o rezistenta de doar
0,050 ohmi (Q), poate genera o pierdere
de (25,07 x 0,050) = 31,25 wati, doar din
cauza imbindrii. Pe langa pierderi, caldura
generata poate reduce durata de viatd a
dispozitivelor electronice din apropiere. in
cel mai rau caz, caldura ar putea provoca
arderea unor sisteme sau incendii.

A treia problema este asigurarea ca ter-
minalele de curent mare sunt compatibile
cu metoda de fabricatie utilizata pentru
asamblarea placii de circuit imprimat. Pen-
tru productia in masa de placi electronice,
montarea pe suprafata este preferata pen-
tru toate componentele. in comparatie cu
tehnologia TH (Through Hole), ansamblul
rezultat prin tehnologia de montare pe
suprafatd combina timpi de asamblare
redusi cu costuri de manopera mai mici,
mentinand in acelasi timp calitatea. Cu
toate acestea, conectoarele cu montare pe
suprafata sunt limitate in ceea ce priveste
capacitatea de transport a nivelului maxim
de curent pentru un singur terminal. Ter-
minalele TH pot transporta cu usurintd mai
mult curent decat cele cu montare pe

www.electronica-azi.ro u n m

LABORATOR | Selectarea terminalelor electrice de putere

suprafata, oferind in acelasi timp fiabilitate
mecanica foarte mare. Pe de altd parte, o
linie de asamblare a unei placi electronice
cu tehnologie TH sau mixta poate creste de
doua ori spatiul necesar dintr-o fabrica,
precum si timpii de muncd si de asamblare
suplimentari, in comparatie cu montarea
pe suprafata, ceea ce inseamna cd aceasta
metodd de asamblare este mai costisitoare.
Indiferent de procesul de asamblare, cali-
tatea trebuie mentinuta, iar pentru o linie
de asamblare acest lucru inseamna sa se
pund accent pe reducerea erorilor. In
aceasta privintd, tehnologia TH poate fi mai
fiabila pentru terminalele de curent mare,
deoarece, prin natura terminalului, este
mai putin probabil sa se desfaca legdtura
in timpul procesului de lipire in flux. Deoa-
rece terminalele de curent mare cu mon-
tare pe suprafata necesitd amprente mai
mari, este esential ca pasta de lipit sa fie
aplicata uniform pe fiecare pad. Daca este
distribuita neuniform, pad-ul, se va incalzi
inegal in timpul lipirii, provocand ridicarea
unui capat al terminalului, avand ca rezul-
tat aparitia efectului “tombstoning”

Terminale de curent mare eficiente

din punct de vedere energetic

Pentru a rezolva potentiale problemele ale
terminalelor de curent mare, Wirth Elektronik
a dezvoltat linia de terminale REDCUBE
care acceptd curenti mari cu optiuni flexibile
de fabricatie. Terminalele sunt cu profil
redus, ceea ce permite o disipare mai
rapida a caldurii catre mediul inconjurator,
permitand in acelasi timp un flux mai mare
de aer in zond, imbundtatind rdcirea elec-
tronicelor din jur.

Terminalele REDCUBE sunt proiectate pen-
tru o rezistenta electrica extrem de redusa
in punctele de lipire si, prin urmare, pot fur-
niza pana la 500 A cu pierderi de energie sau
generare de caldura foarte mici. Aceasta
gama suporta procesele de fabricatie cu
montare pe suprafatd, tehnologia TH sau
montarea prin presare (Press-fit). Acest lucru
permite unui proiectant de pldci de sisteme
industriale sa standardizeze terminalele de
la un singur furnizor, le face usor de identi-
ficat vizual in timpul diferitelor procese de
fabricatie si simplifica achizitia.

Terminale de curent mare

cu montare pe suprafata

Pentru compatibilitate cu fabricarea placilor
cu componente electronice cu montare pe
suprafata (SMD), proiectantii pot utiliza fami-
lia de terminale industriale REDCUBE SMD
de laWiirth. Aceste terminale acceptd mon-
tarea pe suprafata complet automatizata,
punand accent, in acelasi timp, pe generarea

minima de caldura. Terminalele suporta un
curent de pana la 85A pentru conexiuni
electrice placa-la-placa (board-to-board).
Un exemplu de dispozitiv este 7466003R,
care dispune de un filet M3 si are un curent
nominal de 50A la 20°C (Figura 1). Termina-
lul are 0 amprenta mica cu un diametru de
8,3 milimetri (mm). Amprenta circulara
imbunatateste randamentul fabricatiei prin
reducerea fenomenului de ridicare (tomb-
stoning) datorita distribuirii uniforme a
greutdtii terminalului si eliminarii colturilor
ascutite care ar putea sa nu intre in contact
cu pasta de lipit. Corpul conectorului
REDCUBE SMD 7466003R este realizat din
alama HD (Heavy-Duty) placata cu staniu si
poate fi utilizat la temperaturi cuprinse intre
-55°C 5i +150°C.

© Wiirth Elektronik

Figura 1

Terminalul industrial REDCUBE SMD 7466003R
are o amprentd micd de 83 mm si este
prevazut sd poatd transporta in sigurantd
pdnd la 50A. Este livrat cu o folie de protectie
Mylar portocalie, care este indepdrtatd de
echipamentul automat de preluare si ampla-
sare, inainte de montarea pe suprafatd a aces-
tuia pe cablajul imprimat.

Pentru a oferi cea mai buna conexiune si cea
mai buna disipare a cdldurii, se recomanda
cafiletul M3 sa fie imperecheat cu un surub
si 0 clema care sunt, de asemenea, placate
cu staniu. Acest lucru face ca modelul
7466003R s& fie compatibil cu majoritatea
terminalelor de alimentare cu surub. Inainte
de asamblare, folia mylar portocalie prote-
jeaza de contaminanti si amprente partea
care urmeaza sa fie lipita. Acest lucru va
ajuta sa asigurati o conexiune buna la lipirea
pe suprafatd cu o rezistenta electrica mini-
md. De asemenea, se recomanda ca inainte
de imperecherea terminalului cu surubul
placat cu staniu, filetul M3 si partea superi-
oara a clemei sa fie protejate de orice conta-
minanti care ar putea afecta rezistenta de
imperechere dintre surubul introdus si
clema. Acest lucru inseamnd sa nu se atinga
partea superioara a filetului. >
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Terminale TH pentru cablaje imprimate
Pentru aplicatiile industriale care necesitd
componente cu lipire prin gauri (TH),
Wiirth ofera familia REDCUBE THR. Acesta
suporta tehnica de asamblare automata a
componentelor in flux.

De exemplu, 74651195R este un terminal
TH cu nouad pini si conexiune cu surub
drept, cu filet M5, placat cu staniu, proiec-
tat pentru se conecta cu o clemd ampla-
satd pe cablu si fixatd de o piulita (Figura 2).
Are un interval de temperatura de func-
tionare de la-55°Cla + 150°C si suportd un
curent nominal de 85A la 20°C.

© Wiirth Elektronik

Figura 2

REDCUBE THR 74651195R are un curent
nominal de 85A la 20°C si are un terminal cu
surub drept M5. Cei noud pini ai placii
asigurd stabilitate mecanica impotriva
fortelor de forfecare si rupere.

Cei noua pini de prindere de pe 74651195R
sunt aranjati intr-o grila 3 x 3, care este
proiectata optim pentru lipire, precum si
pentru o stabilitate mecanica mare impo-
triva fortelor de rupere si forfecare.
74651195R este placat cu staniu peste o
bucata solida de alamg, oferindu-i o capaci-
tate de transport de curent mai mare si o
toleranta mai buna la cuplul mecanic in
comparatie cu terminalele stantate. Acest
design face ca modelul 74651195R sé fie o
alegere buna pentru aplicatii industriale de
mare putere in care cablul atasat poate fi
tras din orice unghi.
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74651195R are o dimensiune redusa si o
inaltime totala in raport cu cablajul impri-
mat de 10 mm, cu un surub care mdsoara
7 mm in lungime. Acesta suporta cleme de
cablu M5 standard si piulite de blocare cu
filet scurt, permitand trecerea cu usurinta
a fluxului de aer in jurul terminalului pen-
tru a spori racirea.

Terminale press-fit pentru

curenti foarte mari

Pentru aplicatii de alimentare si sisteme in-
dustriale care necesita curenti foarte mari,
Wiirth a dezvoltat linia de produse REDCUBE
PRESS-FIT care are curenti nominali de pana
la 500A. Aceste terminale nu folosesc lipire
in flux. In schimb, terminalul este presat
mecanic in orificiile placii deja placate
metalic. Frictiunea creata prin apdsarea
terminalului in orificiile placii electronice
creeazd o conexiune cu sudura rece,
etansd la gaz, cu o rezistenta la contact de
pana la 200 micro ohmi (uQ).

© Wiirth Elektronik

Figura 3
Terminalul industrial cu surub, REDCUBE
PRESS-FIT 7461090, este presat in gdurile
pldcii electronice fard tehnologie de lipire in
flux. Designul sdu unic oferd o rezistentd la
contact foarte micd, permitandu-i sa gestio-
neze curenti de pdnd la 350A.

Un exemplu de solutie este terminalul
7461090 cu surub M8 (Figura 3). Acesta are
un curent nominal de 350A la 20°C si are o
temperaturd de functionare de la -55°C la
+ 150°C. Pentru a face fata acestui curent,
modelul 7461090 are 20 de pini, care nu
necesita metode de lipire termica.

© Wiirth Elektronik

Metoda de asamblare prin presare utili-
zeaza aceleasi gauri de pe placa de circuit
imprimat ca si componentele cu gauri de
trecere, eliminand orice probleme de lipi-
re, cum ar fi lipiturile reci. In plus, cei 20 de
pini de fixare prin presare nu trebuie sa
treaca dincolo de placa de circuit impri-
mat, precum in cazul tehnologiei TH, adica
pot sa nu lase terminatii libere. Acest lucru
ajuta la prevenirea scurtcircuitelor acci-
dentale de curent mare de la nivelul infe-
rior al placii electronice, imbunététind astfel
siguranta sistemului.

Profilul filetului M8 este de 13,5 mm. Pen-
tru un transport de curent maxim, cu
rezistenta minima la contact, ar trebui ales
un surub placat cu staniu astfel incat
acesta sa treaca prin clema de pe cablu si
sa parcurgd lungimea maxima posibila
prin interiorul terminalului REDCUBE, dar
fard a intra in contact cu placa de circuit
imprimat. Acest lucru ofera suprafata maxi-
ma de contact pentru intreaga lungime a
terminalului cu surub.

© Wiirth Elektronik

Tnainte de asamblare, este important si
preveniti orice contaminari sau ca dege-
tele sa intre in contact cu filetul sau partea
superioara a terminalului, deoarece chiar
si cea mai mica rezistenta poate genera o
cantitate periculoasa de exces de caldura
la 350A.
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Terminale de tip priza pentru
conectare si deconectare rapida
Uneori, un sistem industrial de mare pu-
tere trebuie sa fie usor reconfigurat si re-
conectat intre diferite surse. Pentru aceste
aplicatii, Wiirth pune la dispozitie familia
REDCUBE PLUG de terminale industriale
cu asamblare prin presare. Acestea sunt
terminale cu montare prin presare care
oferd comoditatea unei conexiuni fara
surub si care poate suporta pana la 120A.

© Wiirth Elektronik

Figura 4
Conectorul REDCUBE PLUG 7464000 este un
terminal cu montare prin presare, cu un curent
nominal de 120A la 20°C. Oferd conectare si
deconectare usoard pentru curent mare, ceea
ceilface adecvat pentru solutii de alimentare
reconfigurabile.

© Wiirth Elektronik
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LABORATOR | Selectarea terminalelor electrice de putere

De exemplu, REDCUBE PLUG 7464000
poate gestiona pand la 120A la 20°C cu un
interval de temperaturd de functionare de
la-45°Cla + 125°C (Figura 4). Acest terminal
REDCUBE PLUG consta dintr-un contact din
aliaj de cupru placat cu staniu, incastrat
intr-o carcasa din plastic rosu, armata cu
fibra de sticla. Pentru a introduce un conec-
tor compatibil in aceasta priza cu diametrul
de 6,2 mm, partea superioara a carcasei tre-
buie sa fie apdsatd manual spre cablajul im-
primat. Acest lucru expune complet zona
de insertie de tip mama pentru inserarea
usoara a conectorului placat cu staniu.
Eliberarea capacului carcasei blocheaza
conectorul in pozitia nominala.

Terminalul REDCUBE PLUG 7464000 este,
de asemenea, o solutie buna pentru zo-
nele cu spatiu redus, care ar face dificila
fixarea unui surub sau piulita. Culoarea
rosu aprins asigura o identificare facila a
terminalului pe o placa PCB aglomerata.
Acesta are 12 pini de conectare prin pre-
sare, bine distantati, dispusi intr-o grila 3
x 4. Terminalul 7464000 ofera o rezistenta
electricd maxima la contact de 1 mQ, ceea
ce il face adecvat pentru aplicatii de curent
foarte mare.
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Concluzie

Pe masura ce proiectele devin din ce in ce
mai integrate si complexe, proiectantii de
sisteme de mare putere trebuie sa puna in
echilibru livrarea eficientd de energie
electrica, cu reducerea pierderilor si cu
usurinta de asamblare. Acest lucru face ca
alegerea adecvatd a terminalelor industriale
pentru placile electronice de curenti mari sa
fie deosebit de importantd. Proiectantii
trebuie sa inteleaga procesul de asamblare
a placii electronice, cantitatea de curent pe
care un terminal o poate gestiona in sigu-
ranta si metoda de montare pe cablajul im-
primat. Asa cum s-a prezentat, terminalele
de calitate industriala cu optiuni de asam-
blare flexibile permit unui proiectant sa
standardizeze dispozitivele pe o singura
linie de produse, simplificand achizitia si
interoperabilitatea. Acest lucru permite
sistemelor industriale sa furnizeze energie
n conditii de siguranta, crescand in acelasi
timp randamentele de fabricatie prin mini-
mizarea erorilor de asamblare, rezultand
timpi de asamblare si costuri mai mici.
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Part # ADM00578

Castigati o placa de evaluare
MCP19114 Flyback Standalone
produsa de Microchip

Castigati o placa de evaluare MCP19114 Flyback
Standalone (ADM00578) de la Electronica Azi si,
daca nu o castigati, primiti un voucher de reducere
de 20%, plus livrare gratuita in cazul in care doriti sa
achizitionati un asemenea produs.

Placa de evaluare MCP19114-Flyback Standalone si interfata
grafica cu utilizatorul (GUI) demonstreaza performanta dispozi-
tivului MCP19114 intr-o topologie Flyback sincrona. Acesta
este configurat pentru a stabiliza curentul de sarcina si este
foarte potrivit pentru a comanda sarcini LED. Aproape toti pa-
rametrii sistemului operational si de control sunt programabili
prin intermediul unui nucleu de microcontroler PIC integrat.

MCP19114 este un controler PWM analogic, care opereaza in
intervalul de tensiune 4,5 ... 42V si integreaza un nucleu de mi-
crocontroler PIC™ pe 8-biti. Aceastd familie unicd de produse
combina performanta unei solutii analogice de mare viteza, in-
clusiv eficienta ridicata si un raspuns tranzitoriu rapid, cu con-
figurabilitatea si interfata de comunicatie specifice unei solutii
digitale. Prin combinarea acestor tipuri de solutii se creeaza o
noua familie de dispozitive care maximizeaza punctele forte
ale fiecdrei tehnologii pentru a crea o solutie de conversie a
puterii mai rentabila, configurabild si de inalta performanta.

Fiind deja preprogramat cu firmware proiectat sa opereze cu
interfata GUI, MPLABX IDE de la Microchip poate fi utilizat pentru
a dezvolta si programa firmware-ul definit de utilizator, perso-
nalizandu-l in functie de specificul aplicatiei. Placa de evaluare
MCP19114-Flyback Standalone contine conectoare pentru
ICSP™ (In-Circuit Serial Programming), precum si pentru comu-
nicatia 12C™. Mai multe puncte de testare au fost proiectate in
PWB pentru a permite un acces usor in scopuri de dezvoltare.

Placa de evaluare MCP19114-Flyback Standalone demonstreaza,
de asemenea, un layout optimizat al PCB-ului, care minimizeaza
inductanta parazita, crescand in acelasi timp eficienta si densi-
tatea de putere. Un layout adecvat al PCB-ului este esential pen-
tru a obtine o functionare optima a MCP19114, o eficienta a
controlului energetic si o minimizare a zgomotului.

Pentru a avea sansa de a castiga o placa de dezvoltare
MCP19114 Flyback Standalone sau pentru a primi voucherul

de reducere de 20%, inclusiv transport gratuit, vizitati pagina
https://page.microchip.com/E-Azi-Flyback.html
si introduceti datele voastre in formularul online.
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Modul Bluetooth
audio de la DFRobot

DFROBOT

DRIVE THE FUTURE

TME ofera un modul receptor audio Bluetooth 4.2 cu un ampli-
ficator stereo incorporat de 2 x 5 W. Acesta are o serie de carac-
teristici interesante, care il fac potrivit pentru o mare varietate
de aplicatii, proiecte pentru amatori, solutii semiprofesionale
si produse de serie micd. Modulul este destinat in primul rand
difuzoarelor Bluetooth stereo portabile - produsul contine
aproape toate componentele necesare pentru a construi un
astfel de dispozitiv.

La prima vedere, se poate observa ca produsul de la DFRobot
este o solutie bine gandita si proiectatd cu gandul la confort.
Alimentarea cu 5V DC poate fi furnizata prin intermediul conec-
torului MicroUSB sau prin pinii PCB (C, A). De asemenea, este
posibild functionarea modulului folosind o singura celula litiu-
ion de 3,7V, conectata direct la placa (A). Firele difuzorului sunt
lipite pe terminatii marcate clar (B), situate in apropierea circuite-
lor amplificatorului pentru a minimiza posibilele interferente.
Placa de circuit imprimat include, de asemenea, o antend Blue-
tooth, care elimind necesitatea unui element extern. Modulul de
comunicatie suporta standardul Bluetooth 4.2 si, prin urmare,
este compatibil cu tehnologia Bluetooth Low Energy (BLE), care
reduce consumul de putere al dispozitivelor mobile.

DF-DFR0720: Modul audio;
Bluetooth V4.2 & BLE.

Tip modul Audio

Felul modulului Bluetooth V4.2 & BLE, amplificator
Tensiunea de alimentare Dela 3,7V la 5V DC

Formate acceptate APE, FLAC, MP3, WAV

Putere 5/5W

» Transfer Multisort Elektronik | https://www.tme.eu
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AVNET

Reach Further®

ON Semiconductor® ﬁ

Farnell stocheaza solutii
ON Semiconductor pentru
a sprijini noul cadru de
dezvoltare in vederea
accelerarii inovatiei loT

Ecosistemul complet bazat pe cloud inlatura obstacolele de dezvoltare
pentru producatorii de echipamente originale de dispozitive loT prin
intermediul partenerilor de incredere EBV Elektronik si Avnet Silica
si al elementelor constitutive de ultima generatie

Farnell, o companie Avnet si distribuitor
global de componente, produse si solutii
electronice, livreaza acum o gama larga de
produse ON Semiconductor pentru a
sustine un nou cadru dezvoltat de ON
Semiconductor si Avnet pentru a ajuta
OEM-urile sa dezvolte mai rapid dispozitive
10T (Internet of Things) ‘end-to-end’.

Noul cadru simplifica procesul de fabricare
a dispozitivelor loT prin intermediul solu-
tiilor de prototipare rapida a sistemelor de
la ON Semiconductor, care sunt preconfi-
gurate pentru a se conecta la dezvoltatorii
de aplicatii oT si la furnizorii de servicii prin
intermediul cloud-ului. Platforma loTCon-
nect® de la Avnet, alimentata de Microsoft®
Azure si programul asociat Avnet loT Part-
ner Program, faciliteaza aceasta conexiune.
Cadrul rezultat inlatura complexitatea din
procesul de dezvoltare loT, permitand
OEM-urilor sa construiasca cu usurinta pro-
duse si experiente in jurul acestor produse
si sa le aduca mai repede pe piata, redu-
cand in acelasi timp riscurile.

www.electronica-azi.ro u n m

Prima solutie compatibila de la ON Semi-
conductor este kitul de dezvoltare bazat pe
senzori — RSL10 — potrivit pentru diverse
aplicatii, cum ar fi articole de uz industrial,
dispozitive pentru monitorizarea activelor
si instrumente inteligente de detectie.

&N Farnell

NAVNET

Electronica Azi |

Kitul de dezvoltare dispune de un modul
Bluetooth® Low Energy bazat pe Flash cu
cel mai mic consum de putere din industrie
si de o serie de senzori de mediu avansatji,
inclusiv un senzor inertial (accelerometru
cu 3 axe, giroscop cu 3 axe si un hub inteli-
gent cu consum redus de putere pentru de-
tectarea miscarii), un senzor geomagnetic
si un senzor de lumind ambientala. Kitul,
disponibil acum la Farnell, este oferit intr-o
versiune de baza (RSL10-SENSE-GEVK) sau
cu depanator (RSL10-SENSE-DB-GEVK).

“Gratie solutiilor de sistem inovatoare, cu con-
sum redus de putere de la ON Semiconductor,
aldaturi de platforma robustd loTConnect,
Avnet si ON Semiconductor oferd un mediu de
dezvoltare sigur pentru a demara orice initia-
tivd loT”, a declarat Wiren Perera, directorul
departamentului loT de la ON Semicon-
ductor. “loT oferd o oportunitate uriasd pro-
ducdtorilor de echipamente originale pentru
a adduga autonomie la produsele lor prin in-
termediul senzorilor, conectivitdtii si actua-
toarelor, acestea putdnd crea noi fluxuri de
venituri si imbunditdti eficienta. ON Semicon-
ductor, Avnet si Farnell pot ajuta producdtorii
de echipamente originale sa avanseze in
domeniul inovatiei prin construirea unor
dispozitive mai inteligente, care sa raspundd
nevoilor clientilor lor.”

Lou Lutostanski, Vicepresedinte loT, Avnet,
a addugat: “Avnet, prin intermediul Avnet
Silica si EBV Elektronik in Europa si ON Semi-
conductor oferd solutii pentru a rdspunde ne-
voilor in schimbare ale producdtorilor de
echipamente originale si ale clientilor lor. Prin
valorificarea expertizei din intreaga organi-
zatie Avnet si prin colaborarea stransd cu ON
Semiconductor, suntem in mdsurd sd oferim
noi modalitdti de a ajuta OEM-urile sd rd-
mdnd competitive, s maximizeze potentialul
de venituri si sd proiecteze cu tehnologiile
potrivite pentru a crea solutii loT sigure.”

Gama ON Semiconductor este disponibila
la Farnell in EMEA, Newark in America de
Nord si element14 in APAC. Pentru mai
multe informatii despre modul in care
producatorii de echipamente originale
pot raspunde nevoilor de proiectare loT,
vizitati: https://Avnet.com/lotwithon

» Farell | https://ro.farnell.com
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Electronica Azi | UNIVERSAL ROBOTS - INTERVIU

Interviu cu Pavel Bezucky ] _

Director General Universal Robots

pentru ECE, Rusia si CSI

Compania dumneavoastrd produce asa-numitii
coboti si a devenit unul dintre pionierii auto-
matizdrii robotice colaborative. Ne puteti oferi
mai multe informatii pe aceastd tema?

Un robot colaborativ sau cobot poate fi descris
ca un robot care poate lucra umar la umar cu
un om in anumite conditii, fard sa fie ascuns
intr-o cuscd. Cobotul este capabil sa faca ceea
ce face o persoana. In filosofia noastra, colabo-
rarea nu inseamna doar ca robotul poate lucra
alaturi de oameni, ci si cd oamenii pot lucra
alaturi de un robot - acest lucru este posibil
prin simplitatea programarii si operarii.

Este automatizarea roboticd colaborativd
parte din Industria 4.0?

Din punctul meu de vedere, Industria 4.0 se
refera mai mult la “CUM sa faci” decat “CE sa
faci”. Cu alte cuvinte, nu este vorba despre
tehnologii izolate, ci despre modul in care fo-
losim si combinam aceste tehnologii in pro-
ductie. Ce valoare ne aduc si pentru ce vom
folosi aceasta valoare. De exemplu, avem oca-
Zia sa colectam o cantitate imensa de date
despre procesul de productie. Aceste infor-
matii pot fi numite BIG DATA si pot fi stocate
in CLOUD. Dar daca nu le folosesti in niciun fel,
suntinutile. Si asta se aplica in general - nu doar
tehnologiei, ci si capacitatilor umane unice
care nu pot fi inlocuite, cum ar fi creativitatea.

Intr-unul alt interviu, ati spus: “Companiile nu
cumpdrd roboti pentru a inlocui angajatii si pen-
tru a economisi costurile fortei de muncd. In pri-
mulrdnd, acestea vizeazd cresterea productivitatii
si,in al doilea rand, cresterea calitdtii. Robotul este
astfel responsabil cu activitdtile de rutind, iar per-
soana care le efectua pdnd atunci este mutata
pe o altd pozitie care de obicei este mai bine
pldtitd.” Dar ce se intdmpld cu muncitorii care vor
fi inlocuiti de roboti si nu vor putea lucra cu cele
mai noi tehnologii nici dupd instruire?

Nu trebuie sa fie intotdeauna o inlocuire unu-
la-unu. Nu vorbim despre concurenta meca-
nicd versus cea umana in cadrul unei companii.
Traim intr-o economie globalizatd, in care
companiile din Cehia si Bulgaria, de exemplu,
concureaza pentru client. Compania care este
mai eficientd, castiga. lar automatizarea este o
modalitate de a fi mai eficient. Singura moda-
litate de a pastra locurile de munca in compa-
nii este de a le face competitive. Si avem
cateva exemple in care automatizarea a dus,
oarecum surprinzdtor, la cresterea numarului
de locuri de munca. Tocmai pentru ca aceste
companii au devenit atat de eficiente, incatau
inceput sa produca si sa vanda mult mai mult.
In plus, au creat si alte locuri de munca in
lantul de distributie.
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Universal Robots a fost initial pornit ca start-up
de trei studenti de la Universitatea din Odense
din Danemarca in 2005. Primul cobot a fost pus
in functiune la compania danezd Linatex in
2008. Cum a inceput Universal Robots in Cehia
(regiunea ECE)?

Universal Robots isi livreaza robotii in principal
prin intermediul distribuitorilor. In intreaga re-
giune, cel mai vechi distribuitor este Exactec
in Liberec, Cehia, care ne distribuie cobotii de
mai bine de 10 ani si care a fost astfel unul din-
tre principalii promotori ai roboticii colabo-
rative atunci cand aceasta tehnologie era inca
in curs de dezvoltare.

In 2016, afostinfiintatd la Praga o sucursald pen-
tru regiunea ECE. Praga a fost aleasd nu numai
datoritd pozitiei sale strategice, cisi pentru cd Cehia
este, in mod traditional, o tard industriald, unde
robotica si automatizarea industriald sunt stimu-
late de productia auto. Cum participa tdrile din
Europa Centrald si de Est la productia de coboti?
Intreaga productie a robotilor nostri are loc la
sediul Universal Robots din Odense, Dane-
marca, una dintre locatiile cu cel mai mare
cost per lucrdtor. Deoarece folosim robotii co-
laborativi in propria noastra productie, sun-
tem capabili sa livram un produs competitiv.
In schimb, activitatile de non-productie, cum
ar fi asistenta pentru vanzari, instruirea si serv-
ice-ul robotilor nostri colaborativi au loc in re-
giuni individuale.

Unde siin ce domenii se pot implementa cobotii?
Majoritatea oamenilor asociaza robotii in pri-
mul rand cu industria auto. Din pacate, acest
lucru corespunde si realitatii, industriile non-
auto avand aproximativ o zecime din ponde-
rea roboticii in comparatie cu industria auto.
Dar lucrurile incep sa se schimbe in prezent.
Faptul ca robotul nostru poate fi plasat mult
mai aproape de oameni deschide brusc un
domeniu larg de activitati, de exemplu in res-
taurante, cafenele sau alte servicii. Ceea ce vad
drept o tendinta pozitiva este ca forme avan-
sate de automatizare patrund in zilele noastre
mult mai mult in companiile mijlocii si mici.

In viitor, vor inlocui cobotii si mesterii, cum ar
fi instalatorii, reparatorii etc., pentru care existd
o cerere mare in prezent?

Nu in viitorul apropiat, cel putin nu la scara
larga. Avantajul roboticii se remarca pe deplin
acolo unde exista procese repetitive cu variatii
minime - in care esti capabil sa descrii cu
exactitate situatia si raspunsul dorit. Si intr-un
limbaj pe care robotul il intelege. Activitatile
creative, care sunt intotdeauna diferite, nu pot
fi incd inlocuite de tehnologiile actuale.

Dar aceste tehnologii pot usura viata mes-
terilor. De exemplu, pot face cateva sute de
gauri in tavanele de beton, astfel incat oamenii
sa nu fie nevoiti sa petreaca o zi de lucru cu
gatul rdsucit si mainile deasupra capului.

Pot fi folositi cobotii in medicind, asistentd
medicald sau in sala de operatie?

Da, pot, dar mai degraba sub forma de a ajuta
oamenii. Unul dintre clientii nostri, de exem-
plu, produce un dispozitiv capabil sa pozitio-
neze o camera in sala de operatie, care permite
medicilor sa monitorizeze cursul interventiei
chirurgicale. Dar operatiile in sine sunt dome-
niul institutiilor specializate.

Desi productia in masd este in prezent suficientd
pentru a acoperi pietele, aceasta nu indeplineste
cerintele consumatorilor, care solicitd din ce in ce
mai multe produse si servicii “cu atingere umand’;
asa-numitele servicii si produse (precum imbrd-
cdminte, incdltdminte etc.), care exprimd persona-
litatea unui anumit client. Cum pot robotii sau
cobotii sd rdspundd unor astfel de cerinte?
Cerintele pentru modificari personalizate si di-
verse configuratii impun mari presiuni furni-
zorilor. Pe vremuri, FORD fabrica doar masini
negre. Acum se poate personaliza totul la o
masind. Acelasi lucru este valabil si pentru haine,
biciclete sau lucruri simple, cum ar fi salata pen-
tru pranz. Aceste procese, deoarece de obicei
dispun de un numar limitat de combinatii, pot
fi descrise cu acuratete. Cand exista o descrie-
rea corectd a proceselor, acestea pot fi auto-
matizate destul de usor. Poate fi vorba de o
omleta cu ingrediente selectate cu precizie pe
care robotul nostru v-o serveste la un hotel din
Singapore sau de un set special de elemente
decorative pe care robotul le pregdteste pen-
tru lucrdtorii care va asambleaza masina.

La Universal Robots, credeti cd urmdtoarea revo-
lutie industriald se va invarti in principal in jurul
personalizdrii produselor, astfel incat lucrdtorii
umanivor trebui implicatiin productie intr-o md-
surd mult mai mare. Nu cumva vorbim de o con-
tradictie? Mai intdi, o persoand este indepdrtatd
din productie cat mai mult posibil, pentru ca ulte-
rior sd fie implicatd int-o mdsurd cat mai mare?
Nu vad o contradictie in asta. Este vorba mai
presus de toate despre a nu irosi abilitatile
umane si a nu “programa” oamenii sa faca o
munca plictisitoare constanta. Sa lasam asta
in seama masindriilor si sa folosim la maxi-
mum potentialul uman. Marea noastra capa-
citate umana este de a gandi, rezolva situatii
neasteptate si crea.

» Universal Robots | www.universal-robots.com
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SISTEME EMBEDDED

Farnell
distribuie
kituri de
proiecte

AlY si
acceleratoare
Coral USB

de la Google

Hardware-ul si software-ul
Google simplifica proiectarea

dispozitivelor inteligente
capabile de inferentiere”
in retele neuronale.

Farnell, o companie Avnet si distribuitor global de compo-
nente, produse si solutii electronice, ofera acum o selectie
de kituri complete de proiecte AlY si acceleratoare Coral
USB de la Google, permitand inginerilor, proiectantilor si
producdtorilor sa integreze cu usurinta inteligenta artificiala
(Al) si inferente ML (Machine Learning) in proiecte si produse
si sa avanseze ideile de aplicatii de la prototip la dezvoltare
mult mai rapid. Aceste noi produse Google simplifica reali-
zarea de dispozitive inteligente capabile sa realizeze
inferente in retele neuronale.

Kiturile entry-level de proiecte de inteligenta artificiala (Al)
(locald) pentru voce si viziune ofera proiectantilor modalitati
simple de a experimenta procesul de invatare automata si
permit dezvoltatorilor sd valorifice puterea inteligentei
artificiale si a inferentei pe dispozitiv pentru a crea solutii
inteligente de care pot beneficia 0 gama larga de industrii,
inclusiv dezvoltarea oraselor inteligente, sectorul de
productie, industria auto, sdndtatea si agricultura. De
asemenea, utilizatorii pot adauga cu usurintd inferente ML
de mare viteza intr-o serie de sisteme existente, utilizand
acceleratoarele USB Coral.

Tehnologia AlY si Coral de la Google ofera o platforma
completa de componente hardware, instrumente software
si modele precompilate pentru construirea de dispozitive
cu inteligenta artificiald locala. Gama disponibila in stoc
acum la Farnell include:
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Vision Kit

» Google AlY Voice Kit (G950-00865-01)

Permite utilizatorilor sa experimenteze procesul de invdtare
automata si Al prin construirea propriului procesor de limbaj natural
si conectarea acestuia la Google Assistant. Astfel, kitul se transforma
intr-un asistent vocal care raspunde la intrebari si comenzi. Kitul
poate fi folosit, de asemenea, pentru a adauga recunoasterea vocala
si procesarea Al la proiectele Raspberry Pi. Utilizatorii pot folosi
exemple de cod sau serviciul Google Cloud Speech-to-Text, care
converteste comenzile vocale in text pentru a declansa actiuni in
codul unui program. Detectarea frazelor cheie poate fi utilizata in
proiecte care dispun de recunoastere vocala pentru a controla
roboti, muzicd, jocuri si multe altele.

O
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« Google AlY Vision Kit (G950-00866-01)

Contine toate componentele si software-ul de care aveti nevoie
pentru a experimenta recunoasterea imaginilor cu ajutorul
retelelor neuronale. Utilizatorii isi pot construi propria camerd
inteligenta care poate vedea si recunoaste pana la 1.000 de
obiecte obisnuite, poate detecta fete, ematii si ipostaze si poate
efectua segmentarea obiectelor cu ajutorul modelelor avansate
de detectare a imaginilor. Kitul, bazat pe Raspberry Pi, poate realiza
viziune computerizata fara o conexiune la cloud, deoarece retelele
neuronale profunde in timp real sunt rulate direct pe dispozitiv.

¢ Acceleratorul Coral USB (G950-01456-01)

Este un accesoriu usor de construit si rapid de implementat,
care permite clasificarea personalizata a imaginilor de mare
precizie pe dispozitive inteligente cu AutoML Vision Edge.
Utilizatorii pot conecta un coprocesor Google Edge TPU la
sistemele existente printr-un port USB, pentru a permite
inferente ML de mare viteza pe o gama larga de sisteme.

Edge TPU de pe placd este un mic ASIC proiectat de Google,
care accelereaza modelele TensorFlow Lite intr-un mod efi-
cient din punct de vedere energetic. Acesta poate efectua 4
trilioane de operatii pe secunda (TOPS), utilizand 0,5 wati
pentru fiecare TOPS si poate executa modele de viziune
mobild de ultima generatie la aproape 400 de cadre pe
secunda. Aceasta procesare ML pe dispozitiv reduce latenta,
sporeste confidentialitatea datelor si elimina necesitatea unei
conexiuni constante la internet.

Lee Turner, Director Global al diviziei

Semiconductoare si SBC la Farnell, a de-
clarat: “Multi dintre clientii nostri si-au expri-
mat interesul pentru a integra inteligenta
artificiald in proiectele lor, dar adesea nu stiu
de unde sd inceapd. Pentru a elimina acest
deficit de cunostinte, am investit intr-o gama
selectata de kituri de proiecte AlY si accelera-
toare Coral USB de la Google pentru a per-
mite studentilor, inginerilor profesionisti,
pasionatilor si producdtorilor sé dezvolte cu
usurintd dispozitive inteligente care pot re-
zolva probleme din lumea reald folosind Al si
ML. Clientii nostri pot folosi acum tehnologia
avansata de la Google pentru a incorpora

www.electronica-azi.ro u n m

recunoasterea vorbirii si a imaginilor in proiec-
tele lor, pentru a transforma mult mai rapid
ideile creative de aplicatii de inteligenta
artificiald locald pe dispozitiv de la prototip la
dezvoltare.”

Farnell dispune de o gama larga de compu-
tere pe o singura placa (SBC) si placi de dez-
voltare pentru Internet of Things (loT) si este
cel mai vechi partener licentiat al Fundatiei
Raspberry Pi. Clientii beneficiaza de asis-
tenta tehnicd 24/5, alaturi de acces gratuit

la resurse online valoroase pe site-ul Farnell
si la comunitatea de ingineri si producatori
element14. Kiturile de proiecte Google AlY
si acceleratoarele Coral USB sunt disponibile
acum la Farnell in EMEA, Newark in America
de Nord si element14 in APAC.

» Farnell
https://ro.farnell.com

Q% Farnell

*) n.red.: Inferenta aplicd cunostintele dintr-un model de retea neuronald instruit si le utilizeazd pentru
adeduce un rezultat. Astfel, atunci cdnd un nou set de date necunoscute este introdus printr-o retea
neuronald instruitd, aceasta emite o predictie bazatd pe acuratetea predictiva a retelei neuronale.
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8 nuclee pentru aplicatii
complexe de calcul la
marginea retelel

Sarcinile privind aplicatiile incorporate (embedded) aflate la marginea retelei devin din ce
in ce mai complexe. Suportand pana la 8 nuclee si 16 fire (threads) de executie, procesoarele
AMD Ryzen Embedded V2000 recent lansate deschid calea pentru proiectele embedded
bazate pe x86, cu o densitate de calcul si performanta per watt fara precedent.

congatec ofera noua generatie de procesoare bazate pe Zen 2, care completeaza tehnologia
procesoarelor V1000 cu versiuni cu 6- si 8- nuclee, pe module COM Express Compact.

Autor:
Zeljko Loncaric,

Pe masura ce tendinta spre mai multa co-
nectivitate si digitalizare lloT continua, siste-
mele embedded trebuie sa gestioneze un
numar din ce in ce mai mare de sarcini. Prin-
tre sarcinile suplimentare se numara colec-
tarea de date de aplicatii care trebuie
transcodate si, uneori, analizate la nivel local
cu ajutorul inteligentei artificiale (Al). n
paralel, datele trebuie sa fie partajate cu
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Inginer de marketing la congatec AG

cloud-urile de intreprindere ale clientilor si
cu alte aplicatii OEM, iar aceasta comunicare
trebuie sa fie extrem de sigura, deoarece
noile modele de’platd la utilizare' transforma
dispozitivele, masinile si sistemele intr-o
sursa de venituri OEM care trebuie protejata.
In mod ideal, sistemele embedded sunt,
prin urmare, monitorizate in mod constant
pentru a preintampina atacurile malitioase.

Toate acestea necesita ca multe procese sa
ruleze in paralel, motiv pentru care fiecare
nucleu suplimentar dintr-un sistem incorpo-
rat este foarte binevenit, deoarece acestuia
i se pot atribui apoi si sarcini dedicate cu aju-
torul tehnologiei de hipervizor, cu capabili-
tate de timp real.

Ca o completare a tehnologiei procesoare-
lor V1000, noile procesoare AMD Ryzen
Embedded V2000 stabilesc standarde com-
plet noi, facand posibila pentru prima data
livrarea de module COM Express Type 6 cu
procesoare cu 8 nuclee si 16 fire de executie.
Mai mult, TDP-ul (Thermal Design Power)
poate creste panad la 54 de wati si poate
scadea pana la 10 wati.

ElectronicaeAzi nr. 4(254)/2021
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Acest lucru este esential pentru multe sis-
teme embedded fara ventilator si, prin
urmare, creeaza atat un salt imens de
performanta, cat si capacitati multitasking
semnificativ mai mari.

Cu noua serie AMD Embedded Ryzen
V2000, utilizatorii beneficiaza de o putere
de procesare dubla per watt, de aproxima-
tiv 15% mai multe instructiuni pe ciclu (IPC)
si de doua ori mai multe nuclee in compa-
ratie cu generatia anterioara.

In timp ce dimensiunea cache L1 nu a
crescut, latimea de banda a fost dublata,
de la 16 la 32 Kbytes - rata de transfer per
ciclu de ceas.

Latimea de banda in virgula mobila a fost,
de asemenea, dublata de la 128 la 256 de
biti, ceea ce accelereaza semnificativ proce-
sarea instructiunilor AVX2, de exemplu.
Unul dintre efectele acestui fapt este o
crestere cu 15% a ratei IPC.

| AMD Ryzen V2000 | AMD Ryzen V1000
CPU
Max. CPU Cores / Threads 8/16 4/8
Max. Boost Freq. 4.25 GHz 3.8 GHz
CPU Architecture Zen 2 Zen
Manufacturing Technology 7 nm 14 nm
L2 Cache 4 MB 2 MB
L3 Cache 8 MB 4 MB
TDP Range 10-54 W 12-54 W
Max. Memory 64 GB DDR4 @ 3200 MHz 32 GB DDR4 @ 3200 MHz
ECC Support Yes Yes
Graphics
GPU Core AMD Radeon Vega AMD Radeon Vega
Max. Freq. 1600 MHz 1300 MHz
Displays 4x 4k @ 60 Hz 4x 4k @ 60 Hz
Video Decode Accelerator 4k 10/8-bit HVEC, 10/8-bit VP9, 4k 10/8-bit HVEC, 10/8-bit
H.264 VP9, H.264

Video Encode Accelerator

4k 10/8-bit HVEC, H.264

4k 8-bit HVEC, H.264

Video 1/Os

4x HDMI 2.1 (HDMI 6G) as well

4x HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

as DP 1.4 as wellas eDP 1.4
3D APIs DirectX 12 technology, OpenCL, DirectX 12 technology,
OpenGL, Vulkan API OpenCL, OpenGL, Vulkan API
1/0s
PCle 20x PCle Gen 3 Max. 16x PCle with 12x PCle Gen
3.0 &4x PCle Gen 2.0
usB 4x USB 3.1 Gen 2, of which 2x 4x USB 3.1 Gen 2, of which
with DP-Alt and PD (USB C) 2x with DP-Alt and PD
4x USB 2.0 1x USB 3.1 Gen 1
1x USB 2.0
SATA SATA [ SATA Express SATA [ SATA Express
NvVMe 2x 4NVMe NVMe
Ethernet = Up to 2x 10GbE
AMD Memory Guard and Yes Yes

AMD Secure Processor

Low-speed Interfaces

GPIO, I12C, LPC, SMBus, SPI,
UART, Soundwire

GPIO, 12C, LPC, SMBus, SPI,
UART, AZ, EMMC, eSPlI, I12S,

SD

Feature comparison: AMD Ryzen V2000 vs AMD Ryzen V1000.

Noua microarhitectura Zen 2 de 7 nm
Aceste cresteri semnificative de perfor-
manta fata de procesoarele AMD Ryzen
Embedded V1000 sunt posibile datorita
noii arhitecturi de procesoare Zen 2, care
este acum realizatd in tehnologia de fabri-
catiede 7 nm.

AMD a pastrat multe inovatii ale primei
microarhitecturi Zen: de exemplu, CPU
Core Complex (CCX) care combina pana la
4 nuclee. In cadrul unui CCX, fiecare nu-
cleu poate accesa memoria cache L2 si L3
partajata cu aceeasi latenta redusa.
Totusi, in comparatie cu seria anterioara
V1000, AMD a dublat memoria, de la 2 MB
la 4 MB pentru cache L2 si 8 MB per CCX
pentru cache L3.

www.electronica-azi.ro u n m @
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In combinatie cu tehnologia de fabricatie
mai mica, care a scazut de la 14 la 7 nm,
aceste modificari au dus la o performanta
‘multi-thread’ de doua ori mai mare pe
watt si la o performantad ‘single-thread’ cu
pana la 30% mai mare.

Performante de top

AMD a folosit benchmark-uri renumite
pentru a dovedi performanta procesoarelor
AMD Ryzen Embedded V2000. Procesorul
AMD Ryzen V2718 cu un TDP nominal de
15 wati, 8 nuclee si o frecventd de ceas de
baza de 1,7 GHz a fost comparat cu proce-
sorul Intel Core i7 10710U cu 6 nuclee si o
frecventa de ceas de baza de 1,6 GHz si cu
procesorul Intel Core i7 10510U cu patru
nuclee si o frecventd de ceas nominala de
1,8 GHz. Ambele sunt procesoare Intel Core
din generatia a 10-a siau un TDP de 15 wati.

In timp ce procesoarele Intel Core cu 6 si 4
nuclee sunt la egalitate cu AMD Ryzen
V2000 in ceea ce priveste performanta
‘single-thread; imaginea se schimba sem-
nificativ atunci cand vine vorba de
performanta ‘multi-core’. Aici, procesorul
AMD Embedded Ryzen V2000 este de
peste doua ori mai rapid decat procesorul
quad-core i7 si, de asemenea, are un avans
clar de aproximativ 33% fata de procesorul
hexa-core i7. Balanta oscileaza in favoarea
procesorului AMD Ryzen V2000 si in ceea
ce priveste performanta grafica.

In comparatie cu ambele procesoare Intel
Core i7, acesta obtine un scor de peste
doua ori mai mare in cadrul benchmark-
ului 3DMark Time Spy. Chiar si atunci cand
este comparat cu un procesor cu un TDP
mult mai mare, cum ar fi procesorul Intel
Corei7 9750H cu 6 nuclee, cu unTDP de 45
de wati si o frecventa de ceas de baza de 2,6
GHz, Intel Ryzen V2000 impresioneaza prin
performante remarcabile. >

GENERATIONAL PERFORMANCE UPLIFT

n™ Embedded V16058 ™ Ryzen™ Embedded V2516

Ryzen™ Embedded V2718

Testele de referintd arata unele cresteri semnificative ale performantei,
Cinebench R15 nT inregistrdand o crestere extraordinard a performantei cu 140%.
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Acesta ofera o performanta‘single-thread’
aproape identicd, dar cu aproximativ 45%
mai multa performanta ‘multi-thread’si cu
aproape 40% mai multa performanta
grafica.

pana la 4x DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, pre-
cum si eDP 1.4. Datorita suportului HSA si
OpenCL 2.0, sarcinile de lucru de invatare
profunda (deep learning) pot fi, de aseme-
nea, alocate GPU-ului.

COMPETITIVE POSITIONING

Procesoarele AMD Ryzen V2000 in comparatie cu
procesoarele Intel Core i7 din generatia a 9-a sia 10-a

Cu 40% mai multa performanta grafica
Pe langa puterea de calcul purg,
performanta graficda este cu adevarat
impresionantd. Grafica AMD Radeon RX
Vega integrata in puternicul SoC AMD
Ryzen Embedded V2000 ofera pana la 7
unitati de procesare GPU. Performanta GPU
a graficii Radeon integrate, care se bazeaza
pe arhitectura GCN de generatia a 5-a si care
este in mod traditional foarte buna la AMD,
a crescut cu 40% fata de cea a predecesoru-
lui. Aceasta beneficiazd, de asemenea, de
tehnologia mai eficienta din punct de vedere
energetic, de 7 nm si, la 1,6 GHz, frecventa
de functionare a ceasului sau este, de
asemenea, cu 300 MHz mai rapida.

Suport 4x 4k UHD

Prin urmare, familia AMD Embedded
Ryzen V2000 poate controla patru ecrane
4k independente in paralel - cu o rata de
reimprospatare de 60 Hz si o reproducere
HDR (High Dynamic Range) realistd, cu o
adancime a culorii de 10-biti pe canal.

Pe langa aplicatiile imersive de semnalizare
digitala si de jocuri, acest lucru aduce bene-
ficii specifice sistemelor de diagnosticare
medicala de Tnalta calitate, unde adanci-
mea de culoare pe 10-biti este necesard
pentru afisarea imaginilor digitale cu raze X.
DirectX 12 si OpenGL 4.4 ofera suport pen-
tru grafica 3D, iar motorul video integrat
permite streaming-ul accelerat de hard-
ware al imaginilor video HEVC 4k (H.265 si
VP9) la 60 Hz in ambele directii, fara a supra-
solicita procesorul. Pentru a se asigura ca
semnalele grafice ajung la display in toata
latimea de banda, grafica Vega suporta
cele mai recente tehnologii de interfatd cu
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Interfete optimizate

AMD si-a optimizat in mod semnificativ
oferta de interfete si a extins numarul de
I/0 pentru a satisface cerintele sistemelor
‘edge’ de inalta performanta si ale IPC-uri-
lor, care sunt deosebit de solicitate in pre-
zent. Procesoarele AMD Ryzen V2000 su-
porta 20 de benzi (lanes) PCle Gen 3 si dis-
pun de 8 benzi in plus fata de seria V1000,
care, chiar si cu cele 4 benzi PCle suplimen-
tare, ofera un total de doar 16 benzi.

Mai mult, procesoarele V2000 permit im-
plementarea completa a USB-C din start.
Asta deoarece 2 din cele 4 porturi USB 3.1
Gen 2 cu capacitate de 10 Gbiti/s accepta
si modurile USB Power Delivery si Alt-DP
cu semnale DisplayPort 1.4. In plus, noile
SoC-uri suporta 4x USB 2.0. Ca si pana
acum, sunt disponibile pana la 2x porturi
SATA pentru stocarea datelor.

Cu toate acestea, mediile de stocare sunt
cel mai bine conectate prin intermediul
interfetei rapide NVMe, care, cu 4x PCle,
oferd o latime de banda semnificativ mai
mare. SoC-urile AMD Ryzen V2000 suporta
in continuare o gama de interfete adap-
tate in mod special pentru piata embed-
ded, cum ar fi UART traditional, I°C, SMBus,
SPI si GPIO-uri.

Securitate sporita

Pe langa performanta si eficienta imbuna-
tatite, procesoarele AMD Ryzen Embedded
V2000 ofera, de asemenea, caracteristici
avansate de securitate pentru o mai mare
protectie impotriva accesului neautorizat la
datele stocate sau la software-ul critic.

Ca si in cazul seriilor AMD Ryzen Embed-
ded V1000 si R1000, AMD Memory Guard
suporta mai multe caracteristici de securi-
tate in procesoarele AMD Ryzen Embed-
ded V2000, printre care:

» Secure Memory Encryption (criptare
securizatd a memoriei) pentru criptarea
memoriei principale. Aceasta impiedica
atacatorii fizici sa acceseze datele
confidentiale si ajuta la apdrarea
impotriva atacurilor de pornire la rece.

« Secure Boot protejeaza procesul de
pornire, astfel incat niciun software
neautorizat sau malware nu poate
prelua functii importante ale sistemului.

o UEFI Secure Boot previne incarcarea
codurilor malitioase sau a programelor
neautorizate la pornirea sistemului.

Pentru a se asigura ca performanta nu este
afectata de codarea si decodarea datelor
criptate, procesoarele AMD Ryzen Embed-
ded V2000 acceptd AES-NI pentru criptarea
si decriptarea accelerata la nivel hardware
a datelor codate AES.

/2021
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Zen 2 ofera, de asemenea, procesoarelor
AMD o protectie bazata pe hardware im-
potriva cunoscutelor exploit-uri Spectre si
Spectre v4. In consecintd, producatorii de
echipamente originale si utilizatorii nu mai
trebuie sa se bazeze pe mecanisme de
securitate bazate pe firmware sau pe sis-
temul de operare.

fujujjujul=
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Module COM Express Compact

AMD a lansat noua serie AMD Ryzen Em-
bedded V2000 in patru variante de proce-
soare, toate acestea fiind suportate de
noile module conga-TCV2 COM Express
Type 6 Compact de la congatec. Acestea
dispun de 4 MB de cache L2, 8 MB de cache
L3 si pana la 64 GB pentru memorie DDR4
Dual Channel rapida si eficienta din punct
de vedere energetic pe 64-biti, cu pana la
3200 MT/s si suport ECC pentru o securi-
tate maximd a datelor.

Grafica integratd AMD Radeon cu pana la
7 unitati de procesare suporta aplicatiile si
cazurile de utilizare care necesitd procesa-
rea datelor pe GPU de inalta performanta.
Prin urmare, Computer-on-Modules conga-
TCV2 suporta pana la patru ecrane inde-

Processor Cores/

AMD Ryzen™ Embedded V2748 8/16
AMD Ryzen™ Embedded V2718 8/16
AMD Ryzen™ Embedded V2546 6/12
AMD Ryzen™ Embedded V2516 6/12

pendente cu o rezolutie de pana la 4k60
UHD prin 3x DisplayPort 1.4/HDMI 2.1 si 1x
LVDS/eDP. Alte interfete orientate spre
performantd includ 1x PEG 3.0 x8 si 8x
benzi PCle Gen 3, 2x USB 3.1 Gen 2, 8x USB
2.0, pana la 2x SATA Gen 3, 1x Gbit Ethernet,
8 GPIO-uri, SPI, LPC si 2x UART traditional
furnizate de controlerul placii.

congatec a lansat
primul modul
COM Express cu
procesor Octacore,
bazat pe seria
AMD Ryzen
Embedded V2000.

URUTINI
T,

r“!

© congatec

Hipervizorul RTS, precum si sistemele de
operare  Microsoft ~ Windows 10,
Linux/Yocto, Android Q si Wind River
VxWorks sunt acceptate in continuare.
Aplicatiile cu cerinte ridicate de securitate
beneficiaza de procesorul integrat AMD
Secure, care ajuta la criptarea si decriptarea
acceleratd hardware a RSA, SHA si AES. De
asemenea, se ofera suport TPM integrat.

Ideal pentru toate tipurile de
dispozitive ‘edge’ (de margine)
Impreund, aceste caracteristici impresio-
nante, conduse, in prezent, de cel mai mare
numar de nuclee de calcul si densitate de
performanta pentru modulele COM Express
Type 6, predestineaza noile computere pe
modul pentru digitalizare, analiza ‘edge’

Parametrii cheie de performantd ai noilor module COM Express Compact

Clock [GHz] L2/L3 GPU TDP [W]
Threads (base/boost) Cache Compute
(MB) Units
29/4.25 4/8 7 35-54
1.7/4.15 4/8 7 10-25
3.0/3.95 3/6 6 35-54
2.1/3.95 3/6 6 10-25
© congatec

de la congatec bazate pe procesoarele AMD Ryzen Embedded V2000

www.electronica-azi.ro u “ m

si procesare paraleld - inclusiv echilibrarea
si consolidarea sarcinilor de lucru activate
de masini virtuale bazate pe imple-
mentdrile hipervizorului in timp real RTS
de la congatec.

Cu pana la 16 fire de executie (threads),
modulele conga-TCV2 bazate pe seria AMD
Ryzen V2000 permit proiecte de sisteme
embedded de inalta performantd, care pot
executa de doua ori mai multe sarcini
intr-un anumit interval TDP. Aceasta este
intr-adevar o veste excelenta pentru ‘edge
computing; deoarece ajuta la abordarea
numarului tot mai mare de sarcini paralele.

Grafica integratd, care continuad sa ofere o
calitate excelentd a graficii 3D, pe pana la
patru ecrane 4k60 independente, este, de
asemenea, impresionanta - la fel ca si faptul
cd toate acestea sunt scalabile de laun TDP
de 54 de wati pana la configuratii cu con-
sum de putere foarte redus, de numai 10
wati. Totusi, acest lucru nu inseamna ca
seria de procesoare AMD Ryzen Embedded
V1000 a devenit depadsitd odata cu lansarea
noilor procesoare; pentru gamele de
performante mai mici, cu mai putine nu-
clee, seria V1000 este in continuare cea mai
buna alegere.

Alte cazuri de utilizare a noilor module in-
clud toate aplicatiile standard embedded
- de la PC-uri industriale si clienti mici, la
sisteme embedded cu performante de cal-
cul si grafica impresionante. Noile module
gasesc, de asemenea, o piata importanta
n aplicatiile de robotica inteligentd, e-mo-
bilitate electronica si vehicule autonome,
care utilizeaza invédtarea profunda pentru
a optimiza constientizarea situationala.

Informatii suplimentare despre noul
modul de inaltd performanta conga-TCV2
COM Express Type 6 Compact sunt dis-
ponibile la adresa de internet congatec:
https://www.congatec.com/en/pro-
ducts/com-express-type-6/conga-tcv2/

» congatec
www.congatec.com

TPD — Thermal Design Power; uneori numit punct de proiec-
tare termicd, este cantitatea maximd de cdldurd generata de
un cip sau componentd a calculatorului (adesea un procesor,
GPU sau un SoC — sistem pe un cip) pe care sistemul de rdcire
dintr-un computer este proiectat sa-| disipeze, indiferent de

volumul operare.)

congatec
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Lumineaza cc

viteze de trahs

fer de date

mai mari in comunicatii

Spectrul radio este o resursa pretioasa si se aglomereaza rapid. Utili-
zatorii de Wi-Fi din zonele urbane au inteles repede ca interferentele de
la routerele din apropiere ar putea afecta performantele de comunicatii
ale propriilor echipamente de retea. Unul dintre primele raspunsuri la
aceasta problema a fost sd adaugam pur si simplu mai multe benzi de
frecvente. In plus fata de banda originala de 2,4GHz, care inca trebuie
partajata cu multe alte protocoale (inclusiv Bluetooth), Wi-Fi a addaugat
suport pentru canale suplimentare in banda din jurul frecventei de
5GHz. Cu toate acestea, numarul benzilor de frecventa in care se poate
extinde Wi-Fi este extrem de limitat — deoarece exista prea multe alte
aplicatii care au nevoie de acces la propriile portiuni din spectrul RF.

-

Autor:
Mark Patrick
Mouser Electronics

A S

De-a lungul timpului, dezvoltatorii de
echipamente Wi-Fi mai avansate au con-
tracarat problema restrictionarii frecventei
prin utilizarea unei varietati de tehnici
pentru a“impinge” mai multe date in spec-
trul de baza. Acestea variazd de la scheme
de modulatie avansate, care transmit mai
multi biti de date in fiecare simbol radio
pana la imbunatatiri ale diversitatii ante-
nelor care fac posibila directionarea trans-
misiilor catre receptoare individuale. Alte
propuneri au mutat Wi-Fi in gama de
10GHz-plus. Aceasta poate oferi canale cu
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Iatime de banda mai larga si rate de trans-
fer de date semnificativ mai ridicate. Dar,
cum ar fi sd urcdm mai mult spectrul elec-
tromagnetic si sa folosim in schimb lumina
infrarosie sau vizibila?

Comunicatiile in spectrul luminii vizibile au
fost deja implementate pentru aplicatii
‘backhaul’ punct-la-punct, pentru a atinge
rate de transfer de date mai mari de
100Mbiti/s, acolo unde este imposibil sa se
traga cabluri, de exemplu peste canioane
adanci. Transmisiile bazate pe lumina sunt

investigate si pentru capacitatea lor de a
imbunatati conectivitatea sistemelor atat
deasupra atmosferei, cat si sub valuri. RF se
difuzeaza rapid in apd, ceea ce ingreu-
neazd stabilirea unor comunicatii fiabile,
peste cea a semnalelor care utilizeaza
purtdtoare de frecventd extrem de joasa si
care au rate de date proportional reduse.

Desi apa absoarbe puternic si capatul rosu
al frecventelor de lumina vizibilg, laserele
albastru-verzi pot suporta transmisii la
viteze de date de pana la T00Mbiti/s, pe
cateva zeci de metri, conform studiilor re-
cente de cercetare. Urmarind aplicatii la
distanta mult mai mare, NASA a inceput
incercari de comunicatii sol-spatiu folosind
un laser cu infrarosu modulat. Canalul de
622Mbiti/s evita atenuarea cauzatd de nori
prin comutarea intre diferite statii terestre,
care coopereaza pentru a comunica cu un
satelit aflat pe orbita.

Versiunea Li-Fi a comunicatiilor in spectrul
luminii vizibile este destinatd unor aplicatii
mai pragmatice. Aceasta a fost dezvoltata
pentru a profita de LED-urile din corpurile
de iluminat standard, desi, cu unele
ajustari. Multe corpuri de iluminat cu LED
din comert utilizeaza un element cu lumi-
nozitate ridicatd, care produce lumina la
capatul albastru al spectrului.

ElectronicaeAzinr. 4 /2021



Un strat de fosfor galben schimba culoarea
generald a luminii in alb. Actiunea fosfo-
rului incetineste efectul oricarei modulatii
de amplitudine impuse sursei de luming,
limitandu-i [atimea de banda la aproxima-
tiv 2 MHz. Cu toate acestea, daca un recep-
tor filtreazd componenta galbend, este
posibil sa se atinga rate de transfer de date
de pana la 1 Gbiti/s, in principiu.

Avand receptoare care raspund la diferitele
componente ale unui corp de iluminat a
carui culoare poate fi reglata si care, in mod
normal, utilizeaza un amestec de LED-uri
rosii, verzi si albastre, este posibila cresterea
vitezei de transmisie a datelor la 5 Gbiti/s
sau mai mult. Experimentele efectuate de
echipa Universitdtii din Edinburgh, conduse
de profesorul Harald Haas (care a inventat
termenul Li-Fi), au aratat ca prin adaugarea
de diode laser la corpurile de iluminat si prin
transmisiuni in paralel de la acestea s-ar
putea atinge o ratd de transmisie care sa
depaseasca 100 Gbiti/s.

Li-Fi are unele atribute de utilizare similare

cu versiunile de Wi-Fi, care functioneaza in
banda de 10GHz-plus a spectrului radio.

www.electronica-azi.ro
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Pe mdsura ce frecventa semnalului purtator
creste, comunicatiile RF devin mai directio-
nale. Desi protocoalele care utilizeaza cana-
lul de 10GHz-plus, cum ar fi reteaua celulara
5G, vor profita de reflexii pentru a imbuna-
tati performantele de receptie, canalele de
comunicatii se vor baza in principal pe
transmisia pe linia de vizibilitate directa.

Deoarece Li-Fi are o directivitate si mai
mare, permite construirea de “atto-celule”
n care un singur utilizator ce opereaza sub
o sursa de iluminat din plafon, de exem-
plu, are latimea de banda la dispozitie
doar pentru sine. Cu toate acestea, Li-Finu
este doar o tehnologie bazata pe vizibili-
tatea directd. Are o anumitd abilitate de a
folosi reflexii, ceea ce evitd, astfel, necesi-
tatea de a mentine caile de transmisie
strict in limita vizibilitatii directe.

Acest lucru este permis de utilizarea sis-
temelor de codificare, cum ar fi multiple-
xarea ortogonald cu diviziune in frecventa
(OFDM - Orthogonal Frequency-Division
Multiplexing), care sunt mai complexe
decat codurile binare simple utilizate in
experimentele Li-Fi timpurii.

x

Directivitatea Li-Fi ofera un potential avan-
taj din punct de vedere al securitatii. Pe
langa faptul ca sunt in mare parte limitate
la un con de lumina sub emitator, semna-
lele nu patrund deloc in peretii solizi.
Unele scheme de transmisie Wi-Fi de
60GHz propuse, cum ar fi IEEE 802.11ax,
utilizeaza tehnici care fac posibila trimite-
rea de semnale prin pereti, deoarece gru-
pul de lucru al standardului considera acest
lucruimportant pentru utilizarea generala
in locuinte.

Cu Li-Fi, orice hacker care doreste sa inter-
cepteze semnalul trebuie s fie aproape atat
de emitator, cat si de receptorul legitim.
Acest factor singur creste in mod clar sansa
de detectare. Un caz de utilizare propus de
grupul de lucru IEEE 802.11bb este cel al
unei lampi de birou cu functie Li-Fi, care
asigura o conexiune wireless sigurd intre
computerul utilizatorului si reteaua de baza.
Canalul de uplink de la dispozitiv la corpul
de iluminat utilizeaza un emitator mai mic,
care functioneaza in spectrul de lumina
infrarosie. Astfel, se evita interferentele cu
semnalul din aval si are, de asemenea, avan-
tajul de a nu distrage atentia utilizatorului
dispozitivului. >
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In primele etape ale evolutiei tehnologiei,
a existat o anumita ingrijorare cu privire la
faptul daca utilizatorii ar observa palpairea
de la emitdtoarele compatibile Li-Fi. Viteza
de modulatie este atat de mare, incat efec-
tul este imperceptibil, cu exceptia unei po-
sibile modificari a echilibrului cromatic al
luminii globale. Totusi, acesta este un factor
pe care proiectantii de corpuri de iluminat
il pot compensa.

Un potential dezavantaj al Li-Fi, atunci cand
este montat pe lampile de plafon, este acela
al interferentei intre canale. Aici conurile de
lumind se intersecteazd, astfel incat un re-
ceptor nu va primi un semnal clar de la ni-
ciun emitdtor. Schemele de codificare ba-
zate pe OFDM ajutd la depasirea acestei
probleme, pe langa faptul ca lumina se
reflecta din pereti si alte obiecte care pot fi
utilizate pentru comunicatii. Grupul de lucru
IEEE 802.11bb a propus un protocol ce oferd
o ratd de transfer de date de cel putin
10Mbiti/s pana la un maximum de 5Gbiti/s,
de zece ori mai rapid decat forma de Wi-Fi
IEEE 802.11n implementata pe scara larga,
bazata pe un operator de 5GHz. Cea mai
recenta si in prezent mult mai scumpa ver-
siune IEEE 802.17ac a Wi-Fi reduce acest
decalaj. Aceasta poate livra 1,73Gbiti/s.

Wi-Fi promite sd egaleze ratele maxime de
transmisie de date obtinute prin Li-Fi.
Aceasta concurentd va veni de la versiunile
de Wi-Fi IEEE 802.11ax si 802.11ay, care utili-
zeazad frecvente in jur de 60GHz.

24

Aceste standarde imbunadtdtesc raza
scurta de actiune a primei incercari de a
construi un Wi-Fi de 60GHz - IEEE
802.11ad. Unele teste au crescut raza
maxima de actiune a IEEE 802.11ay la 300 m,
facandu-l potrivit pentru retelele de birou.
Cu toate acestea, modelul sdu de utilizare
este diferit de Li-Fi. O diferenta esentiala
este cd se asteapta ca un singur router sa
deserveascd mai multi utilizatori, in timp
ce sustinatorii Li-Fi se asteapta sd profite la
maximum de conceptul de atto-celul3,
retelele backhaul oferind posibilitatea de
a deservi sesiuni Gbiti/s pentru mai multi
utilizatori din aceeasi camera.

Desi Li-Fi va trebui sa concureze cu noile
forme de Wi-Fi in cazurile de utilizare
conventionale pentru acasa si birou, co-
municarea bazatd pe lumina are unele
avantaje clare in anumite medii. In aero-
nave, de exemplu, greutatea cablurilor uti-
lizate pentru a furniza servicii multimedia
pasagerilor este un obstacol major in calea
construirii unor vehicule mai eficiente din
punct de vedere al consumului de com-
bustibil. Li-Fi face posibila livrarea unor
rate ridicate de transfer de date pentru
pasageri, pur si simplu prin inlocuirea lu-
minilor conventionale de la fiecare scaun
cu un LED adecvat compatibil Li-Fi.

I

Bazat pe tehnologia wireless
Semnalul poate circula prin pereti

Vulnerabil la potentiale incdlcari ale securitatii

Posibilitate de interferenta de la alte surse
de 2,4GHz
Raza de actiune de 30-40 m

Bazat pe tehnologia optoelectronica
Necesita vizibilitate directa

Inerent mai sigur

Potential de interferenta intre canale de
acelasi tip

Raza de actiune de maximum 10 m

Rata de transfer de date de 3,5Gbps (802.11ax) Rata de transfer de date de pana la 10Gbps

Tabelul 1: Comparatie intre Wi-Fi si Li-Fi.

O alta diferentad intre IEEE 802.11ay si ma-
joritatea celorlalte protocoale este ca
poate efectua servicii suplimentare care
decurg din algoritmii utilizati pentru a
compensa obstacolele. Potential, routerele
pot cartografia camerele, pot detecta
prezenta oamenilor si pot chiar identifica
gesturi. Intr-un mediu Li-Fi, aceste functii
ar fi mai probabil implementate cu ajuto-
rul unor camere separate.

Li-Fi ofera o solutie pentru comunicatiile cu
latime de banda ridicata, in cazul in care
interferentele de la RF sunt problematice,
cum ar fi in salile de operatii ale spitalelor.

Este potential o tehnologie mult mai sigura
pentru sistemele industriale, in special
pentru cele in care exista un risc ridicat de
explozie. De exemplu, instalatiile care
manipuleaza pulberi fine si substante chi-
mice volatile nu pot utiliza cu usurinta
comunicatii RF de inalta frecventa si sunt
necesare garantii stricte pentru cablurile
de date electrice.

Datorita abordarii sale noi, Li-Fi va gasi
probabil cazuri de utilizare in medii in care
anterior a fost dificild implementarea
comunicatiei de mare viteza.

Cu toate acestea, pentru majoritatea
situatiilor, in care considerentele privind
capacitatea si comoditatea datelor sunt
cele mai importante, alegerea intre Li-Fi si
Wi-Fi este posibil sa se reduca la cerintele
specifice unei aplicatii.

» Mouser Electronics
https://ro.mouser.com
Distribuitor autorizat
Urmareste-ne pe Twitter
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Tehnologia usureaza proiectarea
de corpuri de iluminat centrate
pe activitatile umane

Prin parteneriatul cu cei mai importanti
furnizori de tehnologie in domeniul ilumi-
natului in stare solida, Mouser are posibili-
tatea de a oferi o gama extinsa de produse
care faciliteaza proiectarea de corpuri de
iluminat de generatie urmatoare. Accesul
la cele mai recente inovatii ingineresti
fnseamna ca se pot implementa sisteme
de iluminat care sunt mai bine aliniate la
schimbarile stdrii de spirit a oamenilor.
Principalul distribuitor de componente
electronice spune cd, desi exista un interes
crescut pentru aceste sisteme de reglare a
culorilor cu LED-uri, deoarece acestea pot
imbundtati starea de sdndtate si de bine la
locul de munca, crearea lor poate fi o
sarcind complexa.

Dar noua tehnologie face mult mai usoara
implementarea sistemelor de iluminat
centrate pe activitatile umane.

Un element esential pentru aceastd abor-
dare este un proiect de referinta inovator

pentru iluminatul centrat pe activitatile
umane (HCL - Human Centric Lighting), dez-
voltat de Microchip, o companie produca-
toare de semiconductoare din SUA. Pentru
a usura efortul de proiectare a corpului de
iluminat, proiectul de referinta poate inclu-
de lumini reglabile de pana la 50 de wati,
folosind siruri LED calde si reci. Proiectul
include driverele de LED, un microcontroler
si un modul Bluetooth Low Energy (BLE).
Conectivitatea BLE permite controlul vari-
abil complet al temperaturii culorii si al
intensitatii luminii folosind un telefon inte-
ligent conectat prin Bluetooth.

Toate componentele necesare pentru con-
struirea proiectului de referinta, impreuna
cu schemele plécii PCB si cu software-ul
sunt disponibile pe site-ul web al Mouser
Electronics. Acest lucru permite o imple-
mentare rapidd, cu risc scazut si rentabila
a HCL, ceea ce duce la un timp redus de la
proiectare pana la lansarea pe piata.

AC LINE POWER BLOCK
P ——
85-265VAC DN2470 + MCP1703
3v3 lSVS
2 UART
MOBILE * BLE Microcontroller
APP RN4871 PIC16F15313
PWM PWM
ANDROID WARM| PWM cooL
APP WHITE | DIMMING WHITE
ble Brightness: 61% LE}?\:;SIB\;.ER
et . . WARM | cooL
Color temperature: 4890K CONTROL| CONTROL
g O
WARM  COOL —
» STRING  STRING ~
Q 30V
i RLEAD 275 mA
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Producatorii de echipamente de iluminat
pot testa capabilitatile acestei solutii sofis-
ticate folosind o placa de evaluare speciala
de la Mouser. Cu ajutorul acesteia, ei pot
experimenta cu sistemele de iluminat
centrate pe activitdtile umane, combinand
LED-uri de diferite temperaturi ale culorii
pentru a produce lumina care se potriveste
perfect cu starea unei persoane si cu un
anumit moment al zilei.

HV9961 BLE Enabled Lamp with
PIC16F15313 & RN4871 Bluetooth Module

@ MICROCHIP

WEB Info

Detalii complete despre designul de referinta
HCL pot fi gasite aici:
https://eu.mouser.com/new/microchip/microchip
-hv9961-led-drivers/?utm_source=publitek-
media-for-articles&utm_medium=display&utm_
campaign=mra261&utm_content=article

Controlerul mentine o eficienta ridicata de
conversie pe o gama larga de tensiune de
incarcare a LED-urilor. De asemenea, acesta
poate sa mentind un control precis asupra
amplitudinii curentului prin LED, ceea ce
permite atingerea unei temperaturi con-
stante a culorii. Aceasta solutie este ideald
pentru utilizare in aplicatii de iluminat LED
offline, cu 0 gama larga de posibilitati de
reglare a intensitatii luminii.

Riplul (variatia) tensiunii de iesire este
redus aproape la zero pentru un curent
prin LED fara riplu.

» Mouser Electronics
https://ro.mouser.com
Distribuitor autorizat
Urmdreste-ne pe Twitter
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COMPANII
Digi-Key

“Furtuna perfectd” creeazd deficiente in lantul
de aprovizionare cu componente electronice

Intreruperi in lantul
de aprovizionare cu
componente electronice

Autor:
Margaret Cunha,

Director of Regional supply chain solutions, Digi-Key Electronics

Ne aflam in mijlocul a ceea ce s-ar putea
numi o "furtuna perfectd’, care genereaza
lipsuri semnificative in lantul de apro-
vizionare cu componente electronice.

Chiar si fnainte de pandemia COVID-19,
lanturile de aprovizionare incepuserd sa dea

26

semne de “slabiciune”, iar efectele de
anvergura ale pandemiei globale, care a
inceput in 2020, au incetinit sau au oprit
productia acestor componente esentiale
timp de zile, saptamani sau chiar luni intregi.
Acum, odatd cu dezvoltarea si lansarea
mai multor vaccinuri COVID-19, industriile

incep din nou sa isi intensifice productia,
iar cererea de componente electronice a
crescut vertiginos.

lata o perspectiva asupra cauzelor care
genereazad aceste dificultati sia moduluiin
care profesionistii din domeniul achizitiilor
pot face fatd penuriei.

ElectronicaeAzinr. 4 /2021
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Cererea creste

Cererea de componente in aproape toate
industriile creste in acelasi timp, inclusiv in
piete precum industria auto, a telefoanelor
inteligente, medicald si loT, care au nevoie
de un numar din ce in ce mai mare de
componente pentru produsele finite.

De exemplu, motoarele vehiculelor elec-
trice utilizeaza pana la 22 000 de conden-
satoare ceramice multistrat (MLCC), iar doar
producatorii de telefoane inteligente folo-
sesc aproximativ 1,5 trilioane de MLCC-uri,
reprezentand 50% din productia mondiala.

In plus, Gartner raporteaza ca piata loT se
asteapta sa creascd de peste sase ori, de la
212 miliarde de dolariin 2018, la 1.319 mili-
arde de dolari in 2026. Produsele loT, cum
ar fi termostatele inteligente pentru casa,
soneriile, sistemele de alarma, camerele
de luat vederi, aparatele electrocasnice,
echipamentele de fitness si multe altele,
au nevoie de senzori si de mai multe com-
ponente pentru a functiona.

Desi aceasta crestere a cererii pune cu
siguranta presiune asupra furnizorilor, este,
n general, un semn pozitiv de redresare.

www.electronica-azi.ro u n m
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Furnizorii incearca sa tina pasul

In acelasi timp cu cresterea rapida a cererii,
oferta a fost supusa la o presiune
semnificativa din cauza pandemiei si a
circumstantelor agravante.

Un factor major care afecteaza multi produ-
catori este reducerea capacitatii de personal
inintreprinderi, in vederea asigurdrii distan-
tarii sociale si a altor politici de prevenire a
coronavirusului la locul de munca.

In plus, transportul de marfuri dureaza mai
mult timp in toate industriile si tarile, din
motive similare, precum si din cauza numa-
rului mai mic de zboruri comerciale disponi-
bile si a problemelor portuare care cauzeaza
intarzieri in transferurile de produse si in pri-
mirea materialelor, inclusiv, desigur, blocajul
recent al Canalului Suez, care se preconi-
zeazd ca va crea un efect de unda in
comertul global timp de cateva saptamani.
Problemele sistemice, cum ar fi investitiile
insuficiente in tehnologia de fabricatie a
plachetelor de siliciu de 8 inch, au dus la o
adevarata luptd pentru cresterea produc-
tiei. In cazul in care nu exist3 investitii sem-
nificative Tn etapele initiale ale acestei
tehnologii, lantul de aprovizionare poate fi
afectat multi ani mai tarziu.

Din nefericire, cu ani in urma s-a investit
insuficient in aceasta dimensiune stan-
dard, ceea ce cauzeaza probleme semnifi-
cative in prezent.

Schimbarile climatice au creat, de aseme-
nea, modele meteorologice din ce in ce mai
extreme, care pun presiune asupra zonelor
locale, cum ar fi seceta din Taiwan, care fi
obliga pe unii producatori sa transporte apa
cu camioanele, ceea ce creeaza intarzieri
care ar putea continua pana in iunie 2021.
De asemenea, au avut loc mai multe in-
cendii majore in fabrici care au afectat
productia de mérfuri, de laincendiile de la
fabricile Asahi Kasei Micro (AKM) si Rene-
sas Electronics din Japonia, pana la incen-
diul de la fabrica PANJIT International din
Kaohsiung, Taiwan.

Toate aceste fabrici erau esentiale pentru
productia de oscilatoare, semiconduc-
toare si cipuri specifice si ar putea dura
cateva luni pentru a fi repuse in functiune.
In ciuda acestor provocéri, furnizorii fac tot
posibilul sd tind pasul cu cererea, lucrand
non-stop pentru a pune componentele in
mainile inginerilor din intreaga lume.  »
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infruntarea furtunii

Vestea buna este ca multi distribuitori, pre-
cum Digi-Key, au prevazut aceasta crestere
brusca a cererii cu cateva luniin urma si au
investit in mod proactiv in stocuri, lucrand,
n acelasi timp, indeaproape cu furnizorii
pentru a accelera comenzile si a se asigura
ca existd suficiente produse pentru clientji,
n ciuda penuriei la nivel mondial.

Cu o0 gama larga de componente, inclusiv 2,6
milioane de produse in stoc de la peste 1.700
de producatori, colaborarea cu distribuitori
globali precum Digi-Key asigura clientii ca
vor putea gasi ceea ce au nevoie printre cele
11,8 milioane de produse disponibile.

In plus, Digi-Key este in contact permanent
cu furnizorii sdi, are relatii pe termen lung
cu producatorii cheie si a investit in stocuri
semnificative pentru a ajuta clientii sa faca
fata “furtunii perfecte’, acum si in viitor.
Digi-Key a dezvoltat, de asemenea, o suitd
de solutii digitale pentru a ajuta clientii sa

| Distributia de componente electronice

B
.

integreze tehnologia, precum si o strategie
digitala pentru o comunicare mai rapida si
0 mai buna utilizare a datelor pentru plani-
ficare si achizitii.

Digi-Key ofera trei solutii digitale solide,
inclusiv API (Application Programming In-
terface), EDI (Electronic Data Interchange) si
punchout, toate acestea ajutand clientii sa
maximizeze eficienta si viteza si sa imbuna-
tateasca operatiunile prin automatizare.

Pentru mai multe informatii, Digi-Key a
publicat o carte electronica gratuita:
Demystifying Digital Transformation for
Procurement.

Margaret Cunha este director al departa-
mentului de solutii regionale pentru lantul
de aprovizionare la Digi-Key Electronics.
Digi-Key este unul dintre cei mai mari dis-
tribuitori de componente electronice cu
servicii complete din lume, oferind peste
11,5 milioane de produse, cu peste 2,6 mili-
oane de produse in stoc si disponibile
pentru expediere imediata, de la peste
1.700 de producatori de calitate, de marca.

» Digi-Key Electronics
https://www.digikey.ro

Urmariti articolele din editiile viitoare despre instrumentele, resursele, suportul tehnic si logistic oferite de Digi-Key.
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Digi-Key Electronics lanseaza
seria de videoclipuri: “Orase mai
inteligente si mai sigure”.

. <

- «-SMART CITIES

‘A three-part series highlighting some of the most advanced cities
in the world, to discover how the latest technology and innovations
reshape the way people work, commute and live.

Digi-Key Electronics, distribuitorul cu cea mai mare selectie de componente
electronice din lume disponibile in stoc pentru expediere imediatd, anunta
lansarea unei noi serii de videoclipuri axate pe orasele inteligente, sponso-
rizate de TE si Microchip. Seria video, intitulata “Orase mai inteligente si mai
sigure’, este compusa din trei parti si se concentreaza pe unele dintre cele
mai avansate orase din lume si pe modul in care cele mai recente tehnologii
si inovatii in domeniul sigurantei publice se combind pentru a schimba
modul in care oamenii lucreaza, fac naveta si traiesc in orasele inteligente
ale erei moderne.

“Suntem incdantati sa explordm si sd impdrtdsim modul in care tehnologiile
pentru orase inteligente transformd si consolideazad totul, de la siguranta
publicd la sustenabilitate, gestionarea energiei si vehicule electrice/autonome,
pdnd la spatii de lucru sigure si productive’; a declarat Robbie Paul, director al
solutiilor de afaceriloT la Digi-Key Electronics. “Orasele inteligente reprezintd
viitorul si multi clienti si furnizori ai Digi-Key joaca un rol esential in furnizarea
de tehnologii inovatoare pentru a da viatd oraselor inteligente.”

Primul din cele trei videoclipuri, “Public Safety Through Enhanced Awareness”
(Siguranta publica prin cresterea gradului de constientizare), este acum dis-
ponibil pe site-ul Digi-Key. Cel de-al doilea videoclip intitulat “Harvesting
and Storing Sustainable Energy” (Recoltarea si stocarea energiei sustenabile)
va fi lansat in luna mai, iar cel de-al treilea, intitulat “Office Workers in The
Next Normal” (Angaijatii de la birou in urmdtoarea normalitate), in luna iunie.
“Pe mdsurd ce IoT si 5G continud sa avanseze rapid, Microchip este incantata sa
valorifice puterea acestor tehnologii inovatoare si sd pund bazele unor orase mai
sigure si mai inteligente’; a declarat Rich Simoncic, vicepresedinte senior al
unitatii de afaceri ‘Analog Power and Interface’ la Microchip. “Parteneriatul
nostru cu Digi-Key contribuie la alimentarea inovatiilor clientilor lor, de la furni-
zarea de componente pentru crearea de retele energetice inteligente si aplicatii
de incdrcare pentru vehicule autonome pdnd la tehnologia automatizatd care
imbundtdteste atdt siguranta, cat si productivitatea functionarilor de la birou.”
“In calitate de partener de distributie de incredere de peste 35 de ani, Digi-Key
aduce clientilor sdi cele mai noi si de ultima generatie componente esentiale
de care au nevoie, inclusiv antene, cabluri RF, cabluri pentru medii dificile,
conectoare de mare si micd vitezd, produse de alimentare si solutii pentru sen-
zori de la TE Connectivity, pentru a dezvolta noi tehnologii care sé contribuie
la progresul oraselor inteligente’; a declarat Rickard Barrefelt, senior manager
field application engineering la TE. “Suntem mandri sG sponsorizdm seria
de videoclipuri si asteptdm cu nerdbdare sd informdm si s inspirdm inovatorii
sd continue sa dezvolte solutii pentru a face lumea noastrd mai sigurd,
durabila, productivd si conectatd.”

» Digi-Key Electronics | https://www.digikey.ro
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Vertiv lanseaza
noua generatie
de sisteme UPS

Vertiv, furnizor global de infrastructura digitala critica si
solutii de continuitate, a lansat Vertiv™ Liebert® EXM2, o
sursa de alimentare trifazata neintreruptibila de tip
monolit (UPS), care ofera o eficienta in modul dubla con-
versie de pana la 97%, ce poate creste pana la 98,8% in
modul online dinamic. Cu o capacitate a puterii cuprinsa
intre 100 si 250 kVA si o amprentad la sol compacta si
flexibila, sistemul este proiectat pentru o gama larga de
aplicatii, inclusiv metrou si cdi ferate, asistenta medicalg,
industrie usoara, birouri comerciale si centre de date de
dimensiuni medii. In prezent, sistemul este disponibil in
Europa, Orientul Mijlociu si Africa (EMEA) si in anumite
tari din regiunea Asia-Pacific si India.

Liebert EXM2 dispune de o tehnologie avansata care
sporeste eficienta si fiabilitatea, precum modul paralel
inteligent, dar si de trei moduri de functionare bazate
pe invdtarea automata, care reduc costurile de operare
si mentin disiparea energiei la un nivel minim. Modul
on-line dinamic demonstrat de Vertiv, ofera o eficienta
de pana la 98,8%, asigurand in acelasi timp performante
rapide de transfer si fiabilitate. Mai mult, designul modular
intern, tolerant la erori, permite instalarea si service-ul
sigur, usor si rapid, reducand timpul mediu de reparatie
(MTTR) si maximizand disponibilitatea.

Cele mai recente inovatii ofera o eficienta de varf in
industrie si, prin urmare, economii de energie prin re-
ducerea semnificativa a costului total de operare (TCO)
si o rentabilitate rapida a investitiei (ROI). Liebert EXM2
este compatibil cu bateriile litiu-ion (LIB) si suporta tem-
peraturi ridicate de pana la 50°C, ceea ce minimizeaza
nevoile de rdcire si consumul total de energie.

Liebert EXM2 vine cu functii avansate de monitorizare,
gestionare si diagnozd, avand un panou cu ecran tactil
de 9 inch, care permite vizualizéri flexibile si multiple
optiuni de securitate. Comenzile si comunicatiile inteli-
gente sunt compatibile atat cu Serviciile Vertiv™ LIFE™,
Liebert® Nform, SiteScan® si cu software-ul de monitori-
zare a infrastructurii platformei Trellis™, cat si cu sistemele
terte de gestionare a bateriei (BMS) si sistemele de ges-
tionare a infrastructurii centrelor de date (DCIM).
Liebert EXM2 inlocuieste modelele emblematice Liebert®
EXM si Liebert® NXC, care au fost recunoscute pe scara
larga ca sisteme UPS de inaltd performanta, suportand
mii de site-uri si aproximativ 1,7 GW de sarcini critice
pentru aplicatii de pe intreg globul. Aceasta inovatie
de ultima ora se adreseaza nevoii crescande de UPS-
uri fiabile si eficiente pentru aplicatii de dimensiuni
medii care permit conexiunea cu latentd scazutd intre
cloud si site-uri Edge.

» Vertiv | https://www.vertiv.com/en-emea
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SISTEME DE ALIMENTARE DE 48V

O tehnologie de

tranzitie sau cheia
pentru mobilitatea
de maine?

Retelele de alimentare de 48V permit fabricarea de vehicule Mild Hybrid cu costuri reduse,
ceea ce ofera producatorilor de echipamente originale posibilitatea de a respecta limitele
actuale de CO2. Cu toate acestea, se contureaza o tendinta catre vehicule hibride plug-in
si vehicule pur electrice. Mai are rost sa continuam sa investim in tehnologia de 48V?

Autori:
Mirko Vogelmann

Product Sales Manager Power la Rutronik

Dr. Johannes Breitschopf

Technical Marketing ATV DDM RDME la Infineon

Lansarea vehiculelor Mild Hybrid a fost
cel mai rapid, cel mai ieftin si, prin urmare,
cel mailogic pas pentru multi producatori
de automobile in vederea asigurarii ca
vehiculele lor respecta limitele de CO2
impuse de Comisia Europeana.

Sistemele de alimentare de 48V de labordul
autovehiculelor sunt, de obicei, realiza-
bile cu investitii rezonabile. Acestea permit
caracteristici precum recupararea energiei
la franare, stocarea temporara a energiei
in baterii si condensatoare si sustinerea
electrica ulterioara a unui motor cu com-
bustie conventional. Acest lucru reduce
consumul si emisiile cu procente de doua
cifre mici.

Figura 1 arata cum ar trebui sa evolueze
cota de piatd a vehiculelor electrice pentru
a respecta viitoarele limite.

Este imediat evident de ce sistemul de
alimentare de 48V este considerat doar
o tehnologie de tranzitie, pana cand se
va crea o flota suficient de mare de vehi-
cule electrice alimentate de la baterii de
inalta tensiune (HV).
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Cel mai bun mod de a

reduce emisiile de CO2

O masina cu propulsie pur electrica si fara
emisii locale pare afi solutia ideala pentru a
indeplini cerintele privind emisiile de CO2
care, vor deveni din ce in ce mai stricte pe
masura ce trece timpul, motiv pentru care
trebuie sa se asigure dezvoltarea si finanta-
rea in acest domeniu. Cu toate acestea, sa
ne bazam in intregime pe electromobilitatea
de inalta tensiune nu este solutia corecta.
Avantajele si dezavantajele reprezinta deja
o tema unde au loc de discutii aprinse.
Exista ingrijorari legate de faptul ca focali-
zarea asupra electromobilitatii de inalta ten-
siune ar putea afecta dezvoltarea unor con-
cepte alternative promitdtoare, cum ar fi
pilele de combustie sau combustibilii sinte-
tici cu emisii neutre de dioxid de carbon,
ceea ce ar duce la neglijarea unor tehnologii
potential esentiale. De asemenea, atunci
cand seiain considerare intregul lant valoric
in ansamblul sdu, devine evident ca va fiim-
posibil sa se realizeze o trecere globala la ve-
hicule pur electrice intr-un mod neutru din
punct de vedere al emisiilor de CO2, iar acest
lucru va ramane valabil si in anii urmatori.

© Infineon Technologies
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- - l 8 6 2 In special, mixul energetic actual de energie
20 mio units nucleard, combustibili fosili si surse regene-
rabile, precum si productia si reciclarea
mm Worldwide bateriilor au un impact negativ asupra
X bilantului nostru de carbon
- Hyb rid Una dintre provocarile legate de utilizarea
=y P[ugin bateriilor consta in faptul ca cerintele im-
Elackt] puse sistemului general al vehiculului elec-
ectric tric pot varia foarte mult in functie de
conditiile in care urmeaza sé fie utilizat. In
cazul temperaturilor de mediu extreme
10 mi : 8 7 9 si/sau foarte variabile, sunt necesare solutii
mio units eficiente de incalzire/racire adaptate la ast-
fel de conditii pentru a garanta siguranta si
fiabilitatea bateriei si a sistemului in ansam-
blu. Si acesta reprezinta un nou domeniu
de dezvoltare. Timpul necesar pentru a crea
un concept de electromobilitate neutrd din
punct de vedere al emisiilor de carbon si
1.90 modul in care sistemele de alimentare de
48V de la bord pot contribui la realizarea
1. 37 1.76 acestui obiectiv vor fi esentiale. Acest lucru
it Sl o ources 1M Markit  vadezvalui daca sistemele de alimentare de
0 2020 2023 48V de la bordul autovehiculului reprezinta
Figura 1: Pand in 2023, majoritatea vehiculelor hibride si electrice din intreaga lume vor fi doar o tehnologie auto de tranzitie sau dacd
probabil hibride plug-in, dacd se vor respecta limitele obligatorii. © infineon Technologies  exista un potential mai mare. >
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SISTEME DE ALIMENTARE DE 48V
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Abordari de viitor privind

sistemul de alimentare de 48V
Indiferent daca un vehicul este alimentat in
intregime electric cu ajutorul unei baterii
sau daca utilizeaza o celula de combustibil
sau combustibili sintetici, sistemele de ali-
mentare de 48V dispuse in unitati de ali-
mentare auxiliare pot contribui la realizarea
de economii de energie in comparatie cu
sursele de alimentare de 12V si, de aseme-
nea, in comparatie cu HV, simplificarea
instaldrii si functionarii unitatilor de alimen-
tare auxiliare in vehicule, oferind astfel un
potential de optimizare. Aplicatiile tipice de
48V includ e-turbo, sisteme electrice de aer
conditionat cu 4 pana la 5 kW, incalzitoare
electrice, cum ar fi eCAT (convertizoare
catalitice incalzite electric), incalzitoare de
blocuri PTC sau dispozitive de dezghetare
a parbrizului cu 1 pandla 5 kW, ERC (control
electric al rulajului) cu 1 pana la 5 kW,
pompe si ventilatoare de pand la 1 kW si alte
aplicatii care implicd densitati mari de
putere si/sau utilizare continud. Vehiculele
Mild Hybrid din a doua generatie realizeaza
aceste obiective din ce in ce mai mult, folo-
sind sisteme de alimentare de 48V, siste-
mele de 48V sunt, de asemenea, intalnite in
HV-BEV-uri (BEV - Battery Electric Vehicles) ca
un al treilea sistem de alimentare.

Mobilitatea urbana este ideala

pentru tehnologia de 48V

Mobilitatea urbana este un domeniu de
activitate promitdtor pentru tehnologia de
48V. Spre deosebire de obiectivele actuale
de dezvoltare a HV-BEV, care includ distan-
te lungi de peste 400km si timpi de incdr-
care scurti, in cazul mobilitatii urbane se
pune accentul pe deplasarile scurte, intre
2 5i 50 km, pe costuri, pe greutatea bateriei
si pe protectia izolatiei. Timpii de incarcare
sunt irelevanti in mediul urban, deoarece
vehiculul poate fi incarcat in timpul orelor

de lucru sau peste noapte. Calculele arata
ca un motor de 30kW este adecvat pentru a
parcurge cicluri de conducere urbane si
extraurbane cu autoturisme compacte, de
mici dimensiuni. In acest ciclu de rulare, un
sistem de propulsie BEV de 48V este cu
aproximativ 25% mai ieftin decat un sistem
de propulsie BEV de 400V HV.

Vehiculele comerciale cu propulsie electrica
cu sisteme de 48V, care suporta sarcini de
pana la 1000 kg sunt deja disponibile pe
piata, printre care si vehiculul postal
"Streetscooter". Motocicletele, scuterele si
mopedele electrice, care utilizeaza sisteme
de alimentare de 48V sunt, de asemenea,
din cein ce mairaspandite. Unele dintre ele
dispun chiar de un sistem de baterii care
poate fi inlocuit.

Toate aceste vehicule pot fi create cu aju-
torul aplicatiilor aflate acum in curs de
dezvoltare sau au fost deja dezvoltate
pentru automobilele Mild Hybrid, inclusiv
baterii cu sisteme de management al bate-
rillor (BMS), invertoare, convertoare DC/DC
si unitati auxiliare de putere.

Noi cerinte impuse semiconductoarelor
Dupd cum s-a mentionat deja, sistemele de
alimentare de 48V, cu orice topologie de cir-
cuit, permit deja functiile de baza de stimu-
lare si recuperare cu motorul cu combustie
pornit si de rulare in timp ce motorul cu
combustie este deconectat. Cu toate aces-
tea, atunci cand motorul este dezactivat,
este esential un ambreiaj complet automa-
tizat. Pe de alta parte, recuperarea energiei
la franare in timp ce motorul este dezactivat
si conducerea numai cu energie electricd,
utilizand capacitatea unui sistem de 48V,
impun noi cerinte privind performanta si
robustetea semiconductoarelor.

Sistemele de alimentare cu 48V de la bordul
autovehiculului utilizeaza, de asemenea,
senzori, microcontrolere, precum si semi-

Figura 3:

Inapoi in viitor -
autovehicul bazat in
intregime pe alimentarea
cu energie electricd.

conductoare de putere, comunicatie sau
pentru comanda altor dispozitive. Acestea
controleaza motoarele electrice, se ocupa
de distributia puterii in invertor si de alimen-
tarea unitatilor de putere auxiliare.
MOSFET-urile cu pierderi reduse sunt ade-
sea utilizate ca circuite integrate de amplifi-
care a puterii si sunt de obicei controlate,
monitorizate si, daca este necesar, utilizate
pentru a recupera o stare de functionare
sigura prin intermediul unor drivere trifa-
zate. Componentele cheie, altele decat cir-
cuitele integrate de comanda a motoarelor,
includ circuitele integrate de inalta perfor-
mantd de comanda a portii care, in combi-
natie cu MOSFET-urile, permit crearea unor
intrerupdtoare de baterie de inalta fiabilitate
sau a unor intrerupdtoare de siguranta pen-
tru mecanisme de deconectare de 48V/12V.
Din punct de vedere electric, sistemul de
48V este cuplat cu sistemul de 12V prin
intermediul unui convertor DC/DC.
Circuitele integrate de comanda a puntii,
cum ar fi TLE9180 de la Infineon, sunt uti-
lizate drept componente de comunicatie
si de putere. Pentru aplicatiile de 48V, cum
ar fi generatoarele de pornire (actionate
prin curea sau integrate), convertoarele
DC/DC sau intrerupdtoarele pornit/oprit
ale bateriei principale, existd o cerere mare
de MOSFET-uri de 80V si 100V.

Portofoliu larg pentru 48V

Numerosi furnizori de semiconductoare
investesc nu numai in tehnologii de Tnalta
tensiune pentru vehiculele electrice, ci siin
tehnologii si produse de 48V. Acestia ofera
deja un portofoliu larg si scalabil de semi-
conductoare puternice, inclusiv kituri de eva-
luare care permit crearea tuturor tipurilor de
aplicatii — inclusiv a celor cu specificatii ridi-
cate, precum ar fi sisteme complete si solutii
chipset pentru controlere de tensiune,
drivere de putere inteligente si MOSFET-uri
cu rezistenta foarte scazuta, ideale pentru
utilizarea in sistemele de 48V.

Investitia in tehnologia de 48V inca merita
Acest lucru arata ca 48V nu este doar o
solutie de tranzitie — va continua sa ofere in
viitor o cale catre o mobilitate cu emisii redu-
se de carbon si, prin urmare, va continua sa ofe-
re beneficii in numeroase scenarii de aplicatii.
Acest lucru inseamna ca investitiile si opti-
mizarile de sistem pentru utilizarea unei surse
de alimentare de 48V la bordul autovehicu-
lului vor merita in continuare. Componen-
tele adecvate sunt deja disponibile.

» Rutronik | www.rutronik.com
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Alternativa ultra-compacta
si moderna pentru
masurarea semnalelor

Fie ca discutam de mediul dur industrial, de mediul
de cercetare sau chiar in cazul dezvoltarilor de tip
hobby, testarea si masurarea fac parte integranta
din toate aplicatiile tehnice, fie ca sunt realizate
automat, fie manual.

Decisiva insa este hotararea factorului uman, la

ACU min StOCUI m indemana cadruia trebuie sa se afle echipamente
RS Com ponents: de testare si masurare de inalta calitate.

RS PRO 2205A - Osciloscop s e canale:2

- Latime de banda: 20MHz

bazat pe PC, 20M HZ, 2 cana Ie - Tip osciloscop / sursa de putere: bazat pe calculator / USB
- Sensibilitate minima verticala 10mV/div

- Sensibilitate maxima verticald 4V/div

163-2719 RS PRO - Baza de timp minima: 5ns/div

- Frecventa de esantionare 200 MSa/s
- Rezolutie pe verticala: 8 biti
— Timp de crestere: 14ns

Tn aceste randuri este prezentat osciloscopul USB PC, marca proprie
RS PRO, o alternativa ultra-compacta si moderna, care va permite
sd purtati instrumentul in buzunar si sa-I utilizati intr-o gama
larga de aplicatii. Osciloscopul compact USB PC RS PRO este ideal
pentru inginerii care doresc mobilitate, putandu-se conecta cu
usurintd la un laptop.

Factorul de forma mic nu este singurul avantaj al dispozitivului.
El utilizeaza software-ul PicoScope 6, care include urmatoarele
caracteristici standard:

Acest instrument portabil este caracterizat de o latime de banda

de 20 MHz si o memorie 16 kS care poate capta pana la 2000 de * Posibilitate de ecran mare

forme de unda pe secunda. Cu o rezolutie verticala de 8 biti si o * Mésurare automata

frecventa de esantionare maxima de 200 MS/s, acest osciloscop « Declansare digitald avansata

de inalta calitate este mai mult decat capabil de a fiimplicat intr-o « Forme de unda de referintd

gama larga de aplicatii electronice analogice, digitale si de sisteme - Capturarea a pand la 1000 de forme de unda intr-un buffer
embedded. Instrumentul versatil permite masurétori de frecvents, o Afisarea a pand la 8 forme de unda intr-o singura vizualizare,
AC RMS, true RMS, mediere DC, vitezd de cidere/crestere si altele. inclusiv forme de unda de referinta si canale matematice
Dispozitivul poate fi conectat la un laptop, permitand tiparirea, * Analiza temporala si a domeniului de frecventa simultan cu
copierea, salvarea si partajarea datelor eficient si in orice moment. vederi multiple

RS PRO 2205A-20 utilizeaza declansare digitald complet avansata
folosind datele curente digitizate. Acest lucru elimina erorile de
pornire si permite dispozitivului sa realizeze declansarea si la cele
mai mici semnale. Este posibild o rezolutie a pragului egala cu
rezolutia de digitizare, cu histerezis programabil si stabilitate
optima a formei de unda.

Software-ul gratuit PicoScope conduce la cea mai buna utilizare
a zonei de ecran. Vizualizarea formei de unda este mult mai mare
si de rezolutie mai mare fata de un osciloscop de banc.

Sperdam cd flexibilitatea dispozitivului de mdsurare prezentat v-a
starnit interesul. Pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente
informatii sau pentru a accesa intreaga gamd de produse de testare
simdsurare, vd invitdm pe site-ul https://ro.rsdelivers.com/

Autor: Gramescu Bogdan

» Aurocon Compec
WwWw.compec.ro
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O ingrijire ma

PLATFORME DE DEZVOLTARE

ANALOG
DEVICES

AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™

| buna a pacientilor

datorita progreselor in domeniul
senzorilor si al tehnologiel digitale

Autor: Giuseppe Olivadoti

Director de marketing si aplicatii (Digital Healthcare)

giuseppe.olivadoti@analog.com

O noua abordare bazata pe dispozitive de monitorizare portabile sau purtabile si pe echipa-
mente medicale aflate la locul de ingrijire promite sa imbunatateasca evolutia starii de
sanatate a pacientilor si sa reduca presiunea asupra unitatilor sanitare publice.

Transformarea pe scara larga a modului in
care sunt furnizate serviciile medicale ince-
puse deja, inainte ca aparitia SARS-CoV-2
(virusul care provoaca COVID-19) sa dea un
nou impuls inovatiei medicale. Inainte de
pandemia din 2020, populatiile imbatranite
din tarile dezvoltate, disponibilitatea aproa-
pe universala a conectivitdtii mobile in banda
largad si dezvoltarea unor tehnologii sofisti-
cate de detectie au fost elementele cheie
care au impulsionat adoptarea unor me-
tode mai personalizate, digitale sau de
monitorizare si diagnosticare de la distantd
a pacientilor. Pe masura ce pandemia de
coronavirus sporeste presiunea asupra
facilitatilor spitalicesti limitate, furnizorii de
servicii medicale accelereaza implementa-
rea de noi tehnologii de testare si monitori-
zare in afara spitalului. Inovatiile in materie
de senzori permit, acum, masurarea sem-
nelor vitale si analiza probelor cu o precizie
de calitate clinica la domiciliu sau la punctul
de ingrijire, eliminand necesitatea de a
trimite probe pentru procesare la un labo-
rator aflat la mare distantd, oferind in
acelasi timp, rezultate prompte pentru
obtinerea unui diagnostic rapid.

Acest lucru marcheaza o schimbare majora
fata de procedura standard de operare
medicald, veche de zeci de ani. In modelul
conventional de tratament medical, un pa-
cient se prezenta la spital atunci cand simp-
tomele deveneau evidente sau pentru un
control anual de rutina si era supus unui set
de teste unice, care, adesea erau trimise
pentru analize de laborator, inainte de a se
stabili un diagnostic sau o evaluare a stdrii
de sanatate.
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In multe cazuri, acest diagnostic venea la
mult timp dupa consultarea initiala si se
baza pe aceasta singurd “imagine” a stdrii
pacientului. Atunci, cand echipamentele
sofisticate necesare pentru monitorizarea
semnelor vitale si a simptomelor erau rare
si disponibile doar in spitale sau in alte
unitati medicale specializate, acest tip de
abordare a tratamentului avea sens.
Dezvoltarea noilor tehnologii de detectie in
domeniul medical a creat conditiile pentru
o conceptie radical diferita a tratamentului
medical. In locul echipamentelor mari si fixe
de monitorizare medicala utilizate in spitale,
noua abordare a monitorizarii pacientilor
utilizeaza dispozitive care:

Platforma de dezvoltare pentru
monitorizarea semnelor vitale
(VSM) creata de Analog Devices

« Sunt mici sau chiar purtabile

« Consuma putina energie, astfel incat
pot opera fiind alimentate de la baterii

« Ofera masuratori precise, de calitate
clinica

Astfel, servicii precum monitorizarea si efec-
tuarea de teste medicale pot sa fie scoase
din spitale si efectuate in unitati locale, cum
ar fi cabinetele medicilor de familie sau chiar
la domiciliul pacientului. Pentru un confort
si mai mare pentru pacient, dispozitivele
purtabile, cum ar fi plasturii, pot functiona
continuu si discret, pentru a permite moni-
torizarea 24/7 oriunde.

Electronica«Azinr. 4 /2021
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Un diagnostic mai bun prin monitorizare
in viata reala

Motivatia de a pune in aplicare noi tehno-
logii de monitorizare de la distanta se
datoreaza in parte penuriei de resurse.
Presiunea asupra spitalelor — asa cum s-a
intdamplat, cand infectiile COVID-19 au
atins un varfin 2020 — a demonstrat ca sis-
temele de sanatate pot fi rapid coplesite
de o crestere a cererii de servicii acute de
ingrijire. Asadar, relocarea pacientilor, care
necesita monitorizarea semnelor vitale
dintr-un pat de spital in alte unitati medi-
cale sau la domiciliul acestora este o
strategie rezonabila pe termen lung.

Dar, la fel de important, monitorizarea cu
ajutorul unui dispozitiv portabil sau purta-
bil poate furniza date mai utile si poate pro-
duce rezultate mai bune pentru pacienti.
Noua tehnologie de monitorizare medicala
permite urmarirea extinsa a semnelor vi-
tale, cum ar fi ritmul cardiac, variabilitatea
ritmului cardiac, saturatia oxigenului in
sange (Sp02) si temperatura. Prin monitori-
zare continua, pot fi descoperite tendinte si
tipare ce nu pot fi detectate printr-o ima-
gine pe care un practician o poate capta
intr-o singura intalnire cu un pacient. Dez-
voltarea in paralel a tehnologiei de diag-
nosticare cu ajutorul inteligentei artificiale
(Al) inseamna ca monitorizarea fluxului de
date poate fi automatizata.

In loc s3 aglomereze medicul pacientului cu
foarte multe date, abordarea bazata pe
inteligenta artificiala utilizeaza tehnologia
pentru a monitoriza in fundal tiparele sem-
nelor vitale si pentru a semnala doar atunci
cand este necesard interventia personald a
medicului. Prin detectarea semnalelor pre-
cursoare, care indica o viitoare morbiditate,
pacientul si medicul pot lucra impreuna la
modificarea medicatiei, a stilului de viata
sau a dietei pentru a preveni aparitia unor
afectiuni care, anterior, s-ar fi soldat cu o spi-
talizare pentru reabilitarea medicala.

Tn plus, prin monitorizarea la domiciliu sau
la un punct de asistenta medicald se pot
dezvalui informatii despre starea de sana-
tate a pacientului in viata reald, nu in cadrul
artificial si adesea stresant al unei sectii de
spital. Cei mai noi senzori purtabili multi-
parametrici pot combina semnele vitale cu
madsurarea altor indicatori, cum ar fi misca-
rea si somnul, pentru a plasa datele medi-
calein contextul stilului de viata al pacientului.

Noi descoperiri in aplicarea tehnologiei
semiconductoarelor

Introducerea acestui nou mod de monitori-
zare a pacientilor este rezultatul unei serii de
evolutii in domeniul tehnologiei semicon-
ductoarelor si al informaticii din secolul 21.

www.electronica-azi.ro u ﬂ m
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In domeniul optoelectronicii, au fost dez-
voltate solutii de senzori optici pentru
efectuarea de fotopletismografii (PPG -
photoplethysmography), care utilizeaza
metode optice neinvazive pentru a calcula
frecventa cardiaca, frecventa respiratorie
si Sp0O2. De asemenea, senzorii de miscare
MEMS miniaturali pot masura activitatea
pacientului, cum ar fi sesiunile de exercitii
fizice si calitatea somnului, pentru a pune
in context semnele vitale.

In spitale, o mare parte din echipamentele
utilizate pentru monitorizarea semnelor vi-
tale sunt voluminoase si consumatoare de
energie. Prin implementarea acestor capa-
bilitati de mdsurare la nivel de cip, produca-
torii de semiconductoare, cum ar fi Analog
Devices, fac posibila crearea unor produse
precum plasturii medicali aplicati pe piele,
care pot functiona fiind alimentati de la bate-
rii timp de zile sau sdptdmani, transmitand,
wireless, valorile masuratorilor catre un dis-
pozitiv gazda, cum ar fi un telefon inteligent.
Prin intermediul acestei gazde, masuratorile
pot fiincdrcate in siguranta catre un serviciu
de diagnosticare in cloud, care poate trans-
forma un flux de semnale electrice brute in
date ce pot fi utilizate in scopuri medicale.

Expertiza tehnologica si cunoasterea
aplicatiilor din domeniu

Una este sa poti descrie cerintele functio-
nale ale semiconductoarelor si sistemelor
de calcul, care permit pacientilor sa poarte
un ceas inteligent sau un plasture pentru
monitorizarea semnelor lor vitale si alta este
sa implementezi solutii, care utilizeaza
aceste tehnologii, intr-un produs real.

La Analog Devices, serviciile oferite inova-
torilor din domeniul tehnologiei medicale
pot incepe cu tehnologia semiconductoare-
lor, dar nu se opresc aici. Acesta este motivul
pentru care sustinem clientii cu o combi-
natie de experti tehnici si specialisti in
domeniul medical. Expertii din domeniul
medical au sarcina de a intelege in profun-
zime cerintele aplicatiilor si atributele lor
cheie, cum ar fi reglementarile si confiden-
tialitatea datelor, care caracterizeaza piata.
Clientii care dezvolta produse medicale
complexe pot inova mai rapid, cu mai
multa libertate si cu o mai mare incredere
intr-un rezultat de succes atunci cand sunt
sustinuti de experti care inteleg nu numai
tehnologia, ci si aplicatia lor.

In domeniul monitorizarii semnelor vitale,
aceasta expertiza aplicativa este sustinuta
de platforme de dezvoltare. Ceasul pentru
monitorizarea semnelor vitale (VSM), de
exemplu, este o platforma de dezvoltare
deschisa multiparametrica. Dispunand de
o0 suitd de senzori intr-un factor de forma

ii aplicate in domeniul medical

portabil convenabil, acesta ofera un set
continuu de masuratori ale semnelor vi-
tale pentru a fi utilizat in dezvoltarea de
algoritmi biomedicali.

Ceasul pentru monitorizarea semnelor vitale
implementeaza PPG si ECG pentru a mdsura
ritmul cardiac si variabilitatea ritmului car-
diac. Accelerometrul sdu MEMS efectueaza
numadrarea pasilor si este utilizat pentru a
imbunatati si informa algoritmii sensibili la
artefactele de miscare. Senzorii de pe ceas
madsoara temperatura si impedanta, valori
utilizate in algoritmi pentru a monitoriza
stresul si compozitia corporald. Aceste capa-
bilitati sprijina cercetdrile efectuate de insti-
tutiile medicale si academice pentru a evalua
noi cazuri de utilizare pentru monitorizarea
pacientilor de la distanta.

Avantajele oferite de transferul (si moni-
torizarea) pacientilor in afara spitalului sunt
clare. Bazandu-se pe componente miniatu-
rale precise, cu consum redus de putere, cum
ar fi senzori, convertoare analog-digitale si
procesoare de semnal digital, atat ceasul
robust VSM de la Analog Devices, cat si alte
platforme de dezvoltare de acest tip repre-
zinta bazele pe care producatorii de dispo-
zitive medicale inovatoare pot construi
dispozitivele de monitorizare de maine.

Despre autor
Giuseppe Olivadoti s-a aldaturat compa-

niei Analog Devices in 2000. In timpul pe-
trecut la ADI, a ocupat o serie de functii in
domeniul ingineriei, vanzarilor si conduce-
rii afacerilor. In prezent, Giuseppe este
director de marketing si aplicatii pentru
departamentul Digital Healthcare al com-
paniei Analog Devices. Inainte de aceasté
functie, a ocupat pozitii de conducere in
vanzari in Europa si in America. Giuseppe
detine o diploma in inginerie electrica de
la Northeastern University si un master in
administrarea afacerilor de la University of
Phoenix. In prezent, locuieste in Boston. El
poate fi contactat la adresa de email:
giuseppe.olivadoti@analog.com

Analog Devices
www.analog.com

Interactionati cu expertii in tehnologia ADI din
comunitatea noastrd de asistentd online. Puneti
intrebari dificile de proiectare, rasfoiti intrebdrile
frecvente sau participati la o conversatie.
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Vizitati https://ez.analog.com

Contact Romania:

Email: inforomania@arroweurope.com
Mobil: +40 731 016 104
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Cu aproape un deceniu in urma, Ministerul German al Educatiei si
Cercetarii a inventat un termen pentru a descrie transformarea care
se raspandeste acum in intreaga industrie prelucratoare: Industrie 4.0,
termen pe care acum il regasim tradus frecvent in echivalentul

englezesc - Industry 4.0.

Denumita, uneori, a patra revolutie industriala, expresia descrie o
noua schimbare de etapa in tehnologia de automatizare a productiei.

Autor:
Cliff Ortmeyer

g Farnell

AN AVNET COMPANY

Director Global de Marketing Tehnic

La fel ca a treia revolutie industriald, Indus-
trie 4.0 se centreaza pe utilizarea roboticii
si a echipamentelor computerizate. Cu
toate acestea, Industrie 4.0 se distinge
printr-o atentie sporita acordata conectarii
sistemelor intre ele si utilizarii depline a
datelor colectate de fiecare subsistem au-
tomatizat. Accentul pus pe comunicatii este
motivul pentru care Industrie 4.0 se aliniaza
puternic cu notiunea de lloT - Internetul
industrial al lucrurilor.
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Prin combinarea analizei datelor, a comu-
nicatiilor si a controlului in timp real, robotii
si masinile-unelte devin “sisteme ciber-fi-
zice’; care pot rdspunde mult mai inteligent
la schimbarile de conditii.

Accentul pus pe aspectele legate de
tehnologia informatiei (IT) in controlul in-
dustrial nu inseamna ca Industrie 4.0 se
bazeazd pe o automatizare totala. Multe
operatiuni de productie au nevoie de
interactiune umana.

In contrast cu anii din trecut, cand robotii
erau instalati in interiorul custilor de sigu-
rantd, departe de personalul din sectia de
productie, tendinta se indreapta spre utili-
zarea de“coboti”: roboti si instrumente care
coopereaza direct cu oamenii.

Scopul este de a facilita trecerea la o
functionare mult mai flexibila, in care uni-
tatile de productie sunt capabile sa schim-
be rapid si eficient operatiunile. Reorien-
tarea permite unitatilor sa reactioneze la
schimbarile bruste ale cererii pentru a ges-
tiona produse si variante diferite ori de cate
ori este nevoie. Acest lucru, la randul sau,
determinad necesitatea ca unitatile sa
reactioneze la un set mult mai bogat de
fluxuri de date si sd planifice in consecinta.

Pana in prezent, masinile-unelte si robotii
au fost in mare parte proiectate sa reac-
tioneze la propriile circumstante, folosind
senzori incorporati pentru a detecta daca
sunt incdlcate tolerantele sau, in unele ca-
zuri, pentru a-si monitoriza propria stare fo-
losind analiza, de exemplu, a vibratiilor.

ElectronicaeAzinr. 4 /2021
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Se preconizeaza ca aceastd capabilitate de
auto-monitorizare va fi utilizata pe scara
mai larga in anii urmatori pentru a preveni
defectiunile neprevazute si pentru a ratio-
naliza operatiunile de intretinere.

In scenariul Industrie 4.0, instrumentele
pot reactiona la datele produse de unitatile
invecinate sau la intrdrile externe, ceea ce
le permite sa faca fata rapid conditiilor in
schimbare. Procesele pot modifica timpii
deincalzire si de uscare pentru a se adapta
la continutul variabil de umiditate din ma-
teriale sau la umiditatea mediului.

Reducerea diferentelor cauzate de schim-
barea conditiilor inseamna cd se va imbu-
natati calitatea productiei, precum si posibi-
litatea de a economisi energie atunci cand
conditiile sunt favorabile. Produsele unor
furnizori ofera capabilitati de ultima ora
pentru anumite tipuri de masini. De exem-
plu,“Motion Terminal VTEM" de la Festo este
prima supapa care dispune de abilitatea de
arula aplicatii de ajustare a functiondrii pen-
tru diferite situatii. Controlul calitatii este un
obiectiv cheie al uneltelor programabile de

www.electronica-azi.ro u n m

cuplare/decuplare HS-Technik de la Panasonic.
Senzorii incorporati inregistreaza si evaluea-
za valorile cuplului de fixare si ale unghiului,
care sunt esentiale pentru controlul calitatii
in situatii de mare randament.

v

| Industrie 4.0

TENDINTA #1

Simulare si “gemeni digitali”
Intensificarea utilizarii instrumentelor de
productie si a robotilor oferd numeroase
date pentru activitatile de productie,
informatii ce pot fi utilizate pentru a funda-
menta alegerile de proiectare si pentru a
ajuta la gestionarea intregului ciclu de
viata al unui produs. Firma de analiza a
pietei GlobalData vede conceptul de
“geaman digital” (digital twin) castigand
teren. Prin sustinerea unei reprezentari digi-
tale a fiecdrui produs fizic, care este livrat si
care detine o mare parte din datele senzo-
rilor obtinute in timpul productiei si pe
parcursul duratei de viatd a acestuia, gea-
manul digital faciliteazd mult mai mult
masurarea eficientei produsului fizic.
Cheia conceptului de geaman digital este
tehnologia de simulare. Mai degraba decat
sa se bazeze doar pe modelele din datele
senzorilor, simularea geamanului digital
folosind informatiile inregistrate poate
ardta potentiale probleme ascunse anterior,
care nu numai ca ajuta la intretinerea
pieselor existente, ci si informeaza proiec-
tarea produselor ulterioare.

Adrian Lloyd, de la Interact Analysis,
observa ca simularea “digital-twin”ajutd nu
doar produsele, ci si liniile folosite pentru
fabricarea lor. Un exemplu a fost dat de
VinFast, un start-up din domeniul auto. in
parteneriat cu Siemens, producatorul de
automobile a folosit simularea configuratiei
atelierului pentru a imbunatati randamen-
tul si productivitatea inainte de instalarea
uneltelor si utilajelor, ceea ce a permis reali-
zarea unor economii masive fata de meto-
dele traditionale utilizate pentru a pune in
functiune astfel de linii de productie.  »

"...7
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Schneider Electric se refera la ideea de a
utiliza simularea pentru a dezvolta linii de
productie de tip “inginerie zero”, extinzand
conceptul la programarea componentelor
individuale ale echipamentului de control.
Mai degraba decat sa blocheze capacitatea
de productie pentru programare si testare,
acum este posibil sa se experimenteze si sa
se configureze controlere de tip Modicon
si AVEVA in domeniul virtual. Tehnicile
“digital-twin” leaga modelele virtuale de
sistemele fizice. Atunci cand este necesara
o schimbare, programarea se transfera pur
si simplu de la un model la altul.

Potrivit ABB, abordarile de punere in
functiune virtuala reduc timpul total de in-
ginerie cu 20%, reduc cheltuielile de capi-
tal cu 25% si reduc timpul de instruire la
jumatate. Pentru a sustine aceasta abor-
dare, ABB ofera solutia de punere in func-
tiune virtuala Ability, care nu numai ca
sprijina configurarea in domeniul digital,
dar ofera si interfete de realitate virtuala
pentru a sprijini instruirea eficienta si in
timp util a operatorilor.

TENDINTA #2

Senzorii inteligenti sunt peste tot
Utilizarea senzorilor va fi larg raspandita in
cadrul fabricii si nu numai. Furnizori precum
Omega si Omron oferd o gama largéd de
senzoriinductivi, cu fibra optica, magnetici,
de presiune si cu laser pentru aimplementa
tehnici de triangulatie, printre multe altele.

Datorita cererii de masuratori precise, gru-
pul de analisti Mordor Intelligence preco-
nizeaza ca piata globala a senzorilor pentru
Internetul lucrurilor (IoT) va creste cu o ratd
medie anuald cu putin peste 24% intre
2020 si 2025. Potrivit unui studiu realizat de
Ericsson, din totalul de 28 de miliarde de
dispozitive conectate la internet pana in
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2021, aproape 16 miliarde vor fi dispozitive
loT, iar industria prelucratoare va reprezen-
ta o mare parte din acest total.

In mediul actual, un model comun de utili-
zare a datelor senzorilor este acela de a tri-
mite o mare parte din acestea in cloud. Pe
madsura ce proliferarea senzorilor continug,
acest lucru devine din ce in ce mai dificil de
sustinut. Va fi necesard o procesare locala
pentru a analiza datele si a obtine informatii
ori de cate ori este nevoie, inainte de a
incarca o forma condensata pe serverele
cloud - care contine doar schimbdrile sem-
nificative de stare - pentru analize aprofun-
date suplimentare. Hardware-ul pentru apli-
catii de calcul la margine (edge computing)
de naltd performanta si cu costuri reduse
este esential pentru a impulsiona acest
lucru si este disponibil de la furnizori de top
intr-o varietate de forme.

SmartEdge Agile de la Avnet, de exemplu,
oferd o solutie hardware certificata si un
software complet pentru implementarea
invatarii profunde, la marginea retelei.

IANVNET

Omron a incorporat functionalitatea de
inteligenta artificiala in platforma sa de con-
trol Symaec, in timp ce Opto22 ofera calcul
de Tnaltd performanta pentru controlul in
timp real aproape de sectia de productie cu
ajutorul familiei sale de module ‘groov’

TENDINTA #3

Securitate, chiar si intr-un mediu eterogen
Pe madsura ce capacitdtile modulelor ‘edge
computing’si ale modulelor de senzori co-
nectati cresc, securitatea devine o problema
esentiala pentru cei care leimplementeaza.
Conectivitatea omniprezentd implicata de
lloT ofera hackerilor multe tinte de atac.
Prezenta mai multor standarde de comu-
nicatie in fabrica sporeste complexitatea

generald a asigurarii protectiei. Pentru a
combate riscul de intruziune, dezvoltatorii
trebuie sa acorde o atentie deosebita ris-
curilor si mecanismelor de contracarare a
atacurilor. O parte a solutiei consta in uti-
lizarea experientei din lumea IT intr-un
mediu tehnologic operational. In spatiul
IT, in prezent, este obisnuit sa se cripteze
datele nu doar atunci cand sunt transmise,
ci siatunci cand suntin repaus si sa se asigure
ca tot codul rulat in retea este semnat de
un furnizor aprobat.

Mai mult, producatorii trebuie sa se asigure
ca pot actualiza software-ul si firmware-ul
atunci cand sunt descoperite vulnerabilitati.
Furnizori precum Schneider Electric au
dezvoltat strategii pentru a-i ajuta pe pro-
ducatori in ceea ce priveste securitatea si
pentru a le oferi clientilor o arhitectura care
sa facd fata problemelor. Cu toate acestea,
alti furnizori implementeaza mecanisme de
protectie in produsele lor pentru a se asigu-
ra cd producdtorii au optiunea de a-si con-
strui propriile arhitecturi sigure.

imbinarea tuturor elementelor

Pe scurt, controlul si automatizarea indus-
triala se dezvolta rapid pe mai multe fron-
turi, pe masura ce producatorii incep sa
profite de flexibilitatea si capabilitatea pe
care le aduc tehnologiile Industrie 4.0.

Desi securitatea si alte aspecte aduc
provocari, imbunatatirile tehnologice vor
face ca productia sa fie mai eficientd si sa
facd fata mai bine cererii clientilor. Facand
alegeri atente in ceea ce priveste tehnolo-
gia pe care o utilizeaza si valorificand plat-
formele scalabile, intreprinderile pot
facilita tranzitia.

Aceste tipuri de decizii pot fi ajutate in mare
masura daca se apeleaza la distribuitori
globali, cum este Farnell, care pot oferi
acces la un portofoliu de produse lider de
piatd, la o retea puternica de furnizori, la un
serviciu de distributie fiabil si la asistenta
tehnica pentru a echipa intreprinderile de
toate dimensiunile in demersul lor de a
adopta sau de a avansa in utilizarea tehno-
logiei de automatizare industriald.

» Farnell | ro.farnell.com

%% Farnell
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Farnell extinde gama de calculatoare
pe o singura placa (SBC] si kituri de
instrumente electronice de la DFRobot

LABORATOR | Computer

e o singura placa

Sistemele robotice usor de utilizat si hardware-ul open-source de la DFRobot
permit dezvoltarea de aplicatii avansate pentru Internetul lucrurilor (loT).

Farnell, o companie Avnet si distribuitor
global de componente, produse si solutii
electronice si-a imbunatatit gama de top
de computere pe o singurd placa (SBC), ac-
cesorii si seturi de instrumente electronice
cu o serie de noi completari de la DFRo-
bot, care permit inginerilor proiectanti sa
dezvolte cu usurinta aplicatii IoT (Internet
of Things) de inalta performanta.

DFRobot este un producator important de
roboticd si de hardware open-source cu
care se pot construi elementele de baza
pentru o mare varietate de proiecte elec-
tronice, ajutand inventatorii sa simplifice
procesul de proiectare si sa accelereze tim-
pul de lansare pe piatd. Setul de instru-
mente Gravity Series de la DFRobot le
permite utilizatorilor sa imbunatateasca
proiectele Ardunio si micro:bit cu o
selectie de senzori puternici. Pentru
proiectantii mai avansati, gama larga de
placi si accesorii LattePanda este ideald
pentru aplicatii de calcul la marginea
retelei (edge computing), vending, semna-
lizare publicitara digitald si automatizari
industriale.

Lee Turner, Directorul Global al diviziei de
Semiconductoare si SBC-uri la Farnell, a
declarat: “Adoptarea din ce in ce mai frec-
ventd a tehnologiei 0T si a dispozitivelor afe-
rente determind utilizarea SBC-urilor in proiec-
tarea electronica. Aceste sisteme permit inte-
grarea usoard a componentelor loT si sunt
considerate printre cele mai importante com-
ponente ale hardware-ului loT. DFRobot oferd
compatibilitate si integrare de neegalat cu
multe dintre cele mai importante SBC-uri din
lume. Inginerii si producdtorii profesionisti
care au crescut folosind aceste mdrci pot
acum sd maximizeze potentialul proiectelor
lor cu ajutorul gamei complete de seturi de in-
strumente, senzori, platforme robotice, mo-
dule si accesorii DFRobot. Disponibilitatea glo-
bald si suportul cuprinzdtor al Farnell pentru
intreaga gamd de pldci LattePanda oferd cli-
entilor nostri incredere atunci cand achizitio-
neazd componente pentru dezvoltarea de
noi produse.”

DFRobot este unul dintre principalii adepti
ai miscarii “maker” si printre primii care au
adoptat hardware-ul open-source ce poate
fi usor de integrat intr-o serie de aplicatii
profesionale.

In calitate de distribuitor global, Farnell
poate oferi clientilor acces rapid la produse
usor de utilizat pentru proiectarea sisteme-
lor, gratie unei game care completeaza plat-
formele si seturile de instrumente SBC de
bazd pentru educatie si utilizare profesio-
nala. Clientii DFRobot pot beneficia, de
asemenea, de asistenta tehnica 24/5, alaturi
de acces gratuit la resurse online valoroase
pe site-ul Farnell si la comunitatea de ingi-
neri si creatori, element14.

Gama de produse DFRobot este disponibila
la Farnell in EMEA, Newark in America de
Nord si element14 in APAC.

» Farnell | https://ro.farnell.com

&S Farnell

Farnell detine, acum, in stocuri peste 140 de produse de la DFRobot, inclusiv:

» Gravity Series

« LattePanda

Un set de instrumente electronice de inalta calitate, open-source,
modulare, de tip plug-and-play, care nu necesita lipire si sunt
protejate impotriva conectarii incorecte. Acesta dispune de
shield-uri de expansiune puternice si de peste 250 de module
functionale compatibile cu Ardunio si micro:bit. Modulele includ
senzorul de umiditate Ardunio, senzorul pH Ardunio de testare
a calitatii apei pentru aplicatii industriale de analiza a apei, senzori
infrarosii pentru corpul uman care pot masura ritmul cardiac, UV,
senzori de miscare si multe altele. Sunt incluse tutoriale detaliate,
inclusiv imagini de interconectare, pasi de operare, exemple de
coduri si scheme.

www.electronica-azi.ro u ﬂ m

SBC-ul de inalta performantd, cu consum redus de putere si de
dimensiuni reduse este acum disponibil cu 0 gama extinsa de placi
si accesorii, inclusiv display-uri tactile, cabluri, ventilatoare de racire
si carcase, permitand utilizatorilor sa maximizeze potentialul pro-
iectelor lor. Aceasta placa de dezvoltare puternica poate accelera
ritmul de productie pentru proiectantii si integratorii de sisteme
care construiesc solutii loT. Placile LattePanda vin preinstalate cu
Windows 10 sau pot fi operate sub Linux si includ un coprocesor
integrat compatibil Ardunio, care poate controla si detecta lumea
fizica. O editie profesionald cu Windows 10 Enterprise LTSB este
disponibila pentru a sustine proiecte mai complexe.
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Solutii pentru industrie si pentru echipamentele de utilitate publica

De la calculatoarele compacte

la cele monoplaca

Tn urma cu ceva vreme, constructia unui
calculator compact consta in utilizarea
unor placi de baza in format ITX si Mini-
ITX, insd nu diferea cu mult de structura
unui PC obisnuit. Pe masura dezvoltarii
tehnologiei, printre altele odata cu inte-
grarea procesoarelor grafice (GPU) in uni-
tatea centrala de prelucrare (CPU), au
apdrut solutii monoplaca, in care majori-
tatea componentelor sunt preinstalate din
fabricatie pe placa de baza. Acest lucru a
permis o miniaturizare si mai avansata.
In ultimul deceniu, calculatoarele mono-
placa au castigat o enorma popularitate. In
primul rand datorita parametrilor tehnici,
care se apropie, la ora actuald, de cei oferiti
de calculatoarele portabile, datorita adap-
tarii pentru functionare in conditii industri-
ale, dimensiunilor compacte, precum si
raportului bun calitate-pret. Puterea lor de
calcul este suficientd pentru majoritatea
aplicatiilor industriale. In plus, cantitatea de
caldura degajata permite racirea pasiva a
sistemului, ceea ce inseamna, practic, o
functionare silentioasa a echipamentului.
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Datoritd posibilitatilor pe care le oferd si
pretului accesibil, calculatoarele monoplaca
sunt folosite in multe ramuri industriale,
printre altele in automatizari (controlul pro-
ceselor, prelucrarea datelor), energetica,
transport, aplicatii mobile, sisteme de retele
si comunicatii, in aplicatii legate de proce-
sarea imaginii, in automate de vanzare de
produse, chioscuri informative, pacheto-
mate etc. Le regasim, de asemenea, in sec-
torul electronicelor de consum (multimedia,
divertisment) si in cel educational (invatare
in domeniul programairii si roboticii).

Multi producétori internationali au sesizat
potentialul calculatoarelor monoplaca.
Clientii pot alege astazi dintr-un sortiment
bogat, diferentiat in ceea ce priveste
specificatiile si destinatia. Calculatoarele
industriale monoplaca nu lipsesc nici din
catalogul TME. In continuare v& prezentadm
o selectie a celor mai noi solutii de la unul
din furnizorii nostri de frunte, si anume
AAEON (parte a grupului ASUS). Este spe-
cializat in proiectarea si productia de
solutii legate de Industrie 4.0, Internetul
Lucrurilor (loT) si domeniile conexe.

Noutati de la AAEON

Noutdtile marca AAEON din oferta noastra
se bazeaza pe procesoarele Intel® cu
arhitecturd pe 64 de biti x86-64. Primul
este Celeron® N3350, echipat cu doud nu-
clee, placa video integrata HD Graphics
500, cache de 2MB.

Functioneaza cu o frecventa cuprinsa intre
1,1GHz si 2,4GHz in modul boost (si anume
functionare sub sarcina). Al doilea procesor
este Pentium® N4200 (cunoscut anterior
sub denumirea Apollo Lake), cu specificatii
asemanatoare, insa cu patru nuclee, tactat
la 2,5GHz si echipat cu motor grafic Intel®
HD Graphics 500/505 (Intel® Gen9).

Toate produsele oferd conectoare Gigabit
Ethernet, au porturi USB in versiune 3.2,
suporta memorii DDR3L si, in majoritatea
lor, ofera posibilitatea de extindere prin
carduri de expansiune M.2.

Specificatiile acestor calculatoare le vom
discuta ulterior, mai jos va prezentam un
tabel comparativ al caracteristicilor de
baza ale acestora.
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Model Format
PICO-APL1-A10-F001 Pico-ITX
PICO-APL4-A10-F003 Pico-ITX
PICO-APL4-SEMI-A10-S001 Pico-ITX
PICO-APL4-SEMI-A10-S003 Pico-ITX
EMB-APL1-A10-3350-F1-LV Mini-ITX
EMB-APL3-A10-4200-F1-LV Mini-ITX

Calculatoare PICO-APL1 si PICO-APL4
Calculatorul PICO-APL1-A10-FO01 este
echipat cu un procesor integrat, insa utili-
zatorul are misiunea de a addauga memo-
ria RAM si un suport, care va avea rolul de
hard-disk. Memoria de lucru DDR3L este
instalata intr-un conector standard SO-
DIMM (frecventa maxima a modulelor su-
portate este de 1867MHz), in schimb
memoria nevolatila poate fi conectata prin
interfata SATA (de exemplu un hard-disk
2,5") sau montatd in conectorul mSATA
(sub forma de modul SSD). Desi lipsa unor
memorii integrate poate parea un incon-
venient, trebuie sa atragem atentia ca o
asemenea solutie faciliteaza extinderea si
intretinerea calculatorului. Deteriorarea
circuitelor RAM sau HDD in sistemele de tip
embedded determing, de obicei, necesita-
tea inlocuirii in intregime a unitatii.

Tn plus: acest model este previzut cu un
conector LVDS destinat comunicarii cu
matricele LCD (doua canale, de 18 sau 24
biti). Acest lucru permite construirea de
echipamente mai ieftine, care consuma
mai putind putere si sunt mai fiabile, intru-
cat displayul final nu trebuie sa includa
controler HDMI.

Calculator
PICO-APL1

cu dimensiuni
de 100 X 72mm

&~

Modelul

PICO-APL4-
A10-FO03 include
memorie eMMC de
32GB 5i 2GB de RAM. Pe
placa gasim doua sloturi de
tip M.2 (format E 2230 sau B 2280),
care pot fi folosite pentru stocarea de
date sau pentru extinderea calculatoru-
lui, de exemplu cu un modul care permite

www.electronica-azi.ro u “ m

o
iy,
6‘.9

STUDIU DE CAZ | Automatizari industriale

Procesor SSD integrat Memorie RAM Carcasa
Intel® Pentium® N4200 nu nu (pana la 8GB) nu
Intel® Pentium® N4200 32GB 4GB nu
Intel® Celeron® N3350 32GB 2GB metalica
Intel® Pentium® N4200 32GB 4GB metalica
Intel® Celeron® N3350 nu nu (pana la 8GB) nu
Intel® Pentium® N4200 nu nu (pana la 8GB) nu

comunicarea Bluetooth sau WiFi. Semnalul
video poate fi transmis prin portul HDMI sau
eDP (Embedded DisplayPort).in mod asemé-
nator cu modelul PICO-APL1 si acest
produs este prevazut cu placa de
retea integrata, conectata cu
procesorul prin magis-
trald PCle - insa, in
acest caz, utili-
zatorul va
avea

la dispozitie

doua porturi

Ethernet indepen-

dente. Datorita acestui

fapt, in combinatie cu pro-

cesorul cu arhitectura x86-64

(suportat, printre altele, de siste-

mele Windows si Linux), produsele AAEON
se situeaza cu o clasa peste dispozitivele

concurente.

Ambele calculatoare sunt ali-
mentate la o tensiune de
12VDC. In acestea
sunt instalate si
conectoare

de magistrala

I2C (sau SMBus),
interfata COM (RS-
232/ 422/ 485), precum
si port de expansiune BIO.

Acesta din urma reuneste mai multe magis-
trale: PCle, USB, GPIO, precum si iesire audio.

Radiator cu ventilator incorporat
(accesoriu oficial AAEON).

Accesorii

In catalogul TME puteti gasi accesorii pen-
tru racirea mai eficienta a calculatoarelor
descrise mai sus. Pentru PICO-APL1-A10-
FOO1 este vorba de un modul de racire
pasiva si de un radiator de aluminiu, care
adera la procesor (pasta termoconductoare
este inclusa in set), cu orificii de montare
pentru un ventilator de 60mm.

Modelul PICO-APL4-A10-F003 poate fi echi-
pat cu unul din doua module asema-
ndtoare, PICO-APL4-HSKO1 sau PICO-APL4
-HSPO1. Producatorul a pregatit si un radi-
ator cu ventilator incorporat (alimentat
de la placa de baza a calculatorului).
Aceasta solutie este caracterizata de dimen-
siuni reduse si este excelentda pentru
indepartarea caldurii in timpul functiondrii
intense a procesorului.

Calculatoare PICO-APL4-SEMI

Calculatoarele PICO-APL4-SEMI sunt, asa
cum le arata si numele, produse inrudite cu
modelul descris mai sus PICO-APL4. >
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Insa, in acest caz, sunt destinate utilizarii in
conditii industriale in calitate de contro-
lere pentru sistemele de automatizari,
masini si alte echipamente care functio-
neaza in conditii de mediu dificile.

Produsele sunt montate intr-o carcasa
metalica, care are rolul de radiator si, in
acelasi timp, ecraneaza sistemul impotriva
interferentelor electromagnetice.

Calculator in varianta
SEMI, in carcasd metalicd.

Echipamentele sunt prevazute cu conec-
toare de alimentare filetate (rezistente la
vibratii). In ceea ce priveste posibilitatile si
interfetele disponibile, principala diferentd
consta in absenta portului de expansiune
BIO, intrucat constructia PICO-APL4-SEMI
nu prevede extinderea prin imbinarea
etajata a placilor.

Datorita rezistentei mecanice a proce-
soarelor de inalta clasa si consumului redus
de putere (sub 20W), aceste calculatoare
sunt foarte potrivite pentru aplicatii “de
teren”. Acestea pot fi senzori si controlere
pentru sistemele de supraveghere video
metropolitane, trackere GPS si sisteme
multimedia in vehicule (de exemplu, in
cele de transport public), controlere pen-
tru reclamele stradale multimedia, pre-
cum si unitati centrale in automate de
vanzare de produse, automate de bilete,
chioscuri informative interactive etc.

Calculatoare EMB in format Mini-ITX

Posibilitatile calculatoarelor AAEON cu
simbolurile EMB-APL1-A10-3350-F1-LV si
EMB-APL3-A10-4200-F1-LV nu difera mult
intre ele. Dimensiunile acestor echipamen-
te (format Mini-ITX si anume 170 x 170mm)
au permis producdtorului echiparea acestora
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cu multe functionalitati. Acestea sunt, din
multe puncte de vedere, “fratii mai mari” ai
PICO-APL1 si PICO-APL4 - solutii univer-
sale, care nu impun limite proiectantilor
sau programatorilor.

Calculatoarele sunt pe deplin compatibile
cu sistemele Linux (distributia Ubuntu) si
Windows 10.

llustratia de mai jos prezinta circuitul pldcii
de baza EMB-APL3-A10-4200-F1-LV. in
partea de sus se afla porturile standard
cunoscute de la calculatoarele PC (de la
stanga): iesire de linie audio, 4 porturi USB
3.2, porturi VGA, DisplayPort si HDMI si
un soclu de alimentare care permite co-
nectarea stabild cu sursa.

Pe placa se afla un conector de 12V in
standard ATX, doud socluri SODIMM si o
iesire PWM pentru ventilator (optional
racire activa). in mod similar cu modelele
mai mici, este instalata o iesire de semnal
LVDS (control panou LCD) si eDP.

Soclurile M.2 2230 si 2242 pot fi utilizate
pentru instalarea unor carduri de expansi-
une sau memorii (in plus, alaturi se afld un
conector SATA). In partea stangd (ince-
pand de jos) sunt vizibile: conector cu pini
pentru conectarea elementelor panoului
frontal (intrerupator, reset, semnalizare ac-
tivitate), iesiri pentru 6 porturi seriale
COM si 4 USB (2.0), slot PCle si conector
de interfata multimedia HD Audio.

» Transfer Multisort Elektronik
https://www.tme.eu
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Join our free webinars on
www.we-online.com/webinars

MEMS Sensor Portfolio & Customer Service

Sensors are an integral part of every future application. Measuring temperature, humidity, pressure
or acceleration has never been easier, Take advantage of services like our Software Development
Kit and Evaluation Boards available off-the-shelf. Detailed documentations as well as the direct
support by trained engineers will leave no questions open.

Support by engineers within 24 h
Excellent measuring accuracy
Factory calibrated & ready to use
On-chip interrupt functions
Implemented algorithms

SPI & I2C digital interfaces

With excellent measuring accuracy and long-term stability, the sensors provide high precision
and accurate output values with intelligent on-chip interrupt functions.

Combine sensors and wireless connectivity — start your loT application today:
www.we-online.com/sensors

. . o . e #SensewithMEMS
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Omniprezenta conexiunii USB-C a adus multe beneficii, dar a provocat, de asemenea, o oarecare confuzie.
Acest lucru este valabil mai ales atunci cand vine vorba de Thunderbolt 3.

Optiunile USB actuale sunt pe cale sa primeasca o revizie majora. Conform informatiilor din industrie, USB
NU NuMai ca va avea viteze foarte ridicate (40 Gbps), dar va fi, de asemenea, universal compatibil pentru
toate marcile de dispozitive. Incepand cu anul 2021 apare o generatie complet noua de laptopuri care
sustin noul port USB4. Desigur, USB4 adauga inca un strat de complexitate cand vine vorba de proto-
coale USB. Exista si mai multe caracteristici tehnologice noi:

« USB4 va fi disponibil pe porturile USB-C.

« USB4 creste viteza si puterea de incarcare pentru a se potrivi cu Thunderbolt 3, pana la T00W.
« USB4 va necesita cabluri formatate pentru USB4 pentru a permite noile sale caracteristici.

« USB4 va fi compatibil cu USB 2.0.

Presupunem ca toate celelalte porturi pot incepe sa cedeze locul USB-C. Porturile USB-C vor depasi in curand
toate celelalte porturi importante, devenind port principal. In curand, USB4 si Thunderbolt vor reprezenta,
standardul USB general aplicat.

In ianuarie 2020, Intel a anuntat Thunderbolt 4 (TB 4) ca suport pentru protocolul USB 4. TB 4 are mufa si rata de 40 Gbit/s, ca
Thunderbolt 3 (TB 3) si integreaza nivelul de 20 GBit/s de la USB 3.2 care nu e prevazut in TB 3. TB 4 va folosi PCle 4.0, Wi-Fi 6 si
suport pentru Bluetooth 5. TB 4 asigura suport la display-uri 4K duale (DisplayPort 1.4) si Intel VT-d - protectie pentru a preveni

atacurile fizice DMA. Alta imbunatatire majora este ca TB4 suporta acum hub-uri USB Thunderbolt Alternate Mode (“Arhitectura
Accesorie Multi-port”) si nu doar daisy chain.
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Ce este un port USB?

Universal Serial Bus — USB, cu termenul “bus’, se referd la un sistem
care transfera serial date, dar livreaza si putere electrica. Porturile
USB sunt folosite pentru a conecta un dispozitiv la altul. Astfel de
dispozitive includ: tastaturd si mouse de computer, unitati HDD si
DVD externe, telefoane inteligente, imprimante si altele. Pentru
ca aceste dispozitive externe sa functioneze, dispozitivul principal
— gazda (alimentat de la retea sau baterie), le transfera prin portul
USB o cantitate de curent electric. Un port USB se poate folosi ex-
clusiv pentru a alimenta un dispozitiv, fara transfer de date.

Cum functioneaza alimentarea/incarcarea prin USB?

Ce este USB OTG?

Interfata USB a fost initial conceputa astfel incat dispozitivul care
furnizeaza energie (dispozitiv “A”) sd actioneze ca gazda, iar dis-
pozitivul care primeste energie (dispozitiv “B”) sa fie perifericul.
Mufa A a cablului USB se va conecta intotdeauna la dispozitivul
gazda, iar mufa B se va conecta la periferic. Cu toate acestea,
standardul USB On-The-Go (OTG) elimina aceasta restrictie, ast-
fel incat dispozitivul B poate deveni acum o gazda, iar dispozitivul
A poate actiona ca un periferic. In specificatia USB initiala, gazdele
si hub-urile standard sunt limitate la furnizarea a 500 mA fiecarui
dispozitiv din aval, dar daca un dispozitiv este desemnat doar ca
incarcator USB, acesta poate furniza pana la 1,5A. Incarcitoarele
USB sunt disponibile in doua variante. Un“incarcator dedicat” ce
nu este capabil sa comunice date cu dispozitivul B atasat. Un
“incarcator gazdd/hub” este un incarcdtor capabil sa comunice
date cu dispozitive B atasate. Cand functionalitatea USB OTG este
combinata cu un incarcator de baterie USB intr-un produs de
utilizator final, puterea poate curge in ambele directii, cu o
logica relativ complicata si un protocol directionand fluxul.

Cel mai comun tip de port USB are 4 pini, care se potrivesc cu cele
4 fire din cablul de conectare/incarcare USB. Pinii din interior per-
mit transferul datelor, in timp ce pinii externi transporta curentul
electric. Versiuni ulterioare ale USB includ pini in plus, atat pentru
conectarea seriald, cat si pentru a livra curent mai mare prin
cabluri de incarcare compatibile.

Dispozitivul gazda livreaza curent prin USB in 3 moduri:

USB PORT CURENT LIVRAT DISPOZITIVE
Standard Port (SDP) 0,1A conectat; PC, laptop
Downstream 0,5A configurat

pentru putere mare
Downstream Panala 1,5A PC, laptop
Port (CDP)
Dedicated Mai mult de 1,5A, in Modul USB de

Charging Port (DCP) functie de dispozitivul putere, in priza
pus la incarcat pe perete

Poate alimenta un modul de putere USB mai multe dispozitive?
Initial, porturile USB ale unui computer mai vechi furnizau stan-
dard +5Vdc cu un curent max. de 0,5 A, deci puterea totala de
iesire era cel mult 2,5 W. In computerele mai noi, porturile USB pot
livra curent pana la 0,9 A. Majoritatea dispozitivelor atasate la un
port USB al unui computer au putere mica, consumand doar 0,1
A.Fiind nevoie de curent mai mare (pand la 1,5 A) pentru atasarea
ocazionala de dispozitive externe HDD, DVD, modemuri si impri-
mante, modulele de alimentare prin USB sunt proiectate pentru
a putea alimenta cu putere mai multe dispozitive in acelasi timp.
Desi tensiunea va fi standard (+5 Vdc) pentru diferitele porturi USB,
curentul total disponibil se imparte intre mai multe porturi. »

www.electronica-azi.ro u n m

LABORATOR | USB-C vs Thunderbolt 3
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Aceasta duce la incarcare mai lenta atunci
cand sunt conectate mai multe dispozitive
sau nefunctionarea unor unitati externe,
care nu au asigurat curentul cerut (specificat
pe dispozitiv). Retineti ca diferite dispozitive
au curenti optimi diferiti la care functio-
neaza sau pot sd se incarce.

Unitatile externe nu functioneaza daca nu
au asigurat curentul cerut si specificat (ex.
HDD extern — minim 0,6 A), iar in cazul
fncarcdrii cu un curent mai mic decat cel
optim, timpul de incarcare creste.

De ce unele incarcatoare USB

sunt mai rapide?

Aceasta se referd la curentul pe care il furni-
zeaza un port de incarcare. incircitoarele
preiau energie electricd din retea de 220Vac
sau din bateria de pe o masina si o trans-
forma la nivel standard USB de +5Vbc, pen-
tru a proteja echipamentele electronice la
supraincarcare. Curentul livrat poate fi dife-
rit, in functie de portul folosit ca sursa de
incdrcare. De obicei, computerele vechi dau
doar 0,5A curent pe porturi USB frontale si
curent mai mare 0,9A pe porturi din spate,
ce ies direct de pe placa de baza. in functie
de generatia de porturi USB, se poate oferi
incarcare USB la 1A — 1,5A. Modulele spe-
cializate doar la incarcare, cu conector USB,
pot oferi mai mult, de la 1A la 5A.

Cablul utilizat pentru a incdrca un dispozi-
tiv poate afecta incarcarea. Cablurile mai
subtiri limiteaza curentul, ducand la timpi
de incarcare mai mari.

Versiuni USB

B THEORETICAL SPEED

SUPERSPEED +

usB3.2Gen2x2 e UJSB
20Ghps .

SUPERSPEED +

usB 3.2 Gen 2x1 e JSB,
10Gbps

SUPERSPEED )
USB 3.2 Gen 1 T m

5 Gbps

Mini-USB

|
R

USB-C vs.Thunderbolt 3.

Care conexiune e mai buna?

Multe laptop-uri moderne au porturi USB-C,
dar doar unele accepta Thunderbolt 3 (TB3).
Laptopurile inzestrate cu TB3 au adesea un
pret superior fata de cele doar cu USB-C.

Deci, care este cea mai buna optiune?

Comparand USB-C cu Thunderbolt 3, se
poate lua o decizie corecta daca USB-C va
fi suficient sau daca e nevoie de caracteris-
ticile suplimentare ale unei conexiuni TB3.

Versiune Nume Lansare Rata Curent
USB 1.1 Full Speed USB 1998 12 Mbps 0.5A
USB 2.0 High Speed USB 2000 480 Mbps 0.5A
USB 3.0 SuperSpeed USB 2008 5 Gbps 0.9A, 1.5A
USB 3.1 SuperSpeed+ 2013 10 Gbps 1.5A, 3.0A
USB 3.2 SuperSpeed+ 2017 20 Gbps (2 x 10 Gbps) 1.5A, 3.0A
USB4  USB4 20Gbps, USB4 40Gbps 2019 20 Gbps, 40 Gbps 5.0A

USBLO | USB2.0 | Geni | gong | USB3:2 2
12mbps | 480mbyps |(Previousiy 3.0)| 20ghps 20gbps
Sgbps 10gbps € THunDERBOLT:
5 ) Mini DisplayPort
@ ={ -""\; /S -'"\: IS8 Tl
S— ' . A
oo @D | Mhunderbole
" 3
Type B Type 8 . b
: A €2 THunDERsOLT.
= = e o
Mini-A Mini-B8 Mini-A Mini-B
Mini-B ()
gt = |damh Gamh| W Type-C
Micro-A Micro-8 Micro-A Micro-B .
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B REAL-WORLD SPEED

16 Gb/s

Conexiunea
USB de tip C are
un design diferit
de vechiul tip
de conexiune
USB de tip A.

Ce este mai exact USB-C?

USB-C (cunoscut ca USBType-C) siThunder-
bolt 3 descriu lucruri diferite. USB-C este, in
sine, doar un factor de forma pentru o
conexiune. Ganditi-vd la USB-C ca la o
evolutie a designului unor conectoare USB
mai vechi (de tip A). USB-C este un conector
reversibil si are mai multi pini decat USB-A,
permitand o livrare mai mare de energie,
viteze mari de transfer de date si latime de
banda video, prin cablu.

In general, cand termenul “USB-C” este uti-
lizat in descrierea produsului, ar trebui sa fie
vazut ca prescurtare pentru “un port USB
care utilizeaza factorul de forma de tip C"
Termenul “USB-C” se va referi atat la factorul
de forma USB de tip C, cat si la specificatia
de date USB 3.2, concomitent.

/A Nota

Cata putere ofera porturile

de incarcare USB?

Portul cu conector USB-C poate furniza
60W putere totald, cele USB 3.2 suplimen-
tare pot furniza putere panala 15 W si 3A
pentru dispozitivele alimentate de la 5V
la 20V prin porturile cu conector USB-A.

Ce incarcator USC-C e bun

pentru a incarca un laptop?

USB-C este un standard universal de
ncdrcare. Asta inseamna cd, din punct de
vedere tehnic, nu conteaza ce incarcator
USB-C se foloseste. Ar trebui sa poata ali-
menta un laptop cu un port de incarcare
USB-C. Astdzi, majoritatea incarcdtoarelor
USB-C pentru laptop sunt interschimba-
bile, dar nu este garantat.

ElectronicaeAzi nr. 4(254)/2021



Thunderbolt 3, in schimb, se refera la
specificatii care detaliaza viteza de transfer,
Iatimea de banda a datelor si altele. Ideea de
baza este sa retinem ca TB3 foloseste un co-
nector USB-C, dar ofera caracteristici supli-
mentare, prin protocolul USB imbunatatit.

Asemanari intre USB-C si Thunderbolt 3
Referitor la USB-C vs. Thunderbolt 3, este
important sa retinem ca ambele conexiuni
au multe in comun. Ambele folosesc facto-
rul de forma de tip C pentru conexiune. Atat
USB-C cat si TB3 pot fi utilizate pentru ali-
mentarea dispozitivelor, transferul de date
la viteze mari si conectarea unei varietati de
periferice, inclusiv display-uri. Ambele pot fi
utilizate pentru a conecta un laptop la o
statie de andocare compatibild.

Diferente intre USB-C si Thunderbolt 3

Desi USB-C si TB3 ofera functionalitdti ge-
nerale similare, exista diferente notabile
intre cele doua standarde. Diferentele cheie
dintre USB-C 5i TB3 sunt trei: rate de transfer
de date, conexiuni pentru display si conec-

LABORATOR | USB-C vs Thunderbolt 3

1. Transfer de date: Thunderbolt 3 este
semnificativ mai rapid decat USB-C.

USB-C accepta viteze de transfer cuprinse
intre 480 Mbps (USB 2.0) si 20 Gbps (USB
3.2 Gen 2x2); 10 Gbps este cea mai

2. Conexiuni de display: Una dintre atractiile
mari ale Thunderbolt 3 este versatilitatea sa.
Pe langa viteze de transfer extrem de rapide,
Thunderbolt 3 are Idtimea de banda pentru
a conduce pana la doua monitoare 4K la 60

Which is better?

frecventa viteza. Thunderbolt 3 accepta
rate de transfer de pana la 40 Gbps.

In general, un laptop cu Thunderbolt 3
poate transfera date pe acel port la un alt
dispozitiv de 2-4 ori mai rapid decat un
laptop cu USB-C. Dispozitivul atasat trebuie
sa accepte aceste viteze (de exemplu, un

Hz. USB-C poate suporta, de asemenea, dis-
play-uri externe cu caracteristica optionala
“DisplayPort Alternate Mode". Fara aceasta
caracteristicd, display-urile nu vor functiona
atunci cand sunt conectate prin USB-C.
Verificati dacd computerul acceptd aceasta
caracteristica daca intentionati sa utilizati un

tarea dispozitivelor externe.

HDD extern Thunderbolt 3).

display extern prin USB-C. >

/\ Nota

Cateva masuri de precautie atunci cand incarcati prin USB-C.
Ce trebuie sa stiti?

incarcarea USB si laptopuri

Probabil ca ati folosit deja conexiuni USB pentru a incarca dis-
pozitive mai mici, fie de pe computer, fie de la o priza. Acest
lucru functioneaza bine, deoarece conexiunile USB din trecut au
avut suficienta putere pentru a alimenta cu succes acele baterii
mai mici. Cu toate acestea, versiunile anterioare de USB ar putea
gestiona o cantitate limitata de energie, motiv pentru care
incdrcdtoarele pentru laptop si-au pastrat de obicei cablurile mai
mari si mai voluminoase.

USB-C a schimbat asta. Acest tip de conexiune ofera suficienta
energie pentru a alimenta majoritatea laptopurilor (in special
versiunea Type-C 3.0). Multe laptopuri intra pe piata cu compati-
bilitate de incarcare USB-C.

De unde stim daca laptopul are un port USB-C pentru
incarcator? Laptopurile tind sa aiba USB-C mai frecvent decat
alte dispozitive. Puteti identifica un incarcator de tip C prin ca-
racteristicile sale unice. Conectorul USB-C este mic si rotunjit,
semnificativ diferit de vechea versiune USB.

www.electronica-azi.ro u n m

Functioneaza indiferent de pozitia in care il conectati la portul
potrivit. Incarcitoarele USB-C se instaleaza pe multe dispozitive
diferite, deci nu sunt legate strict pe laptopuri. Telefoanele noi
folosesc incarcare USB-C, incarcatoarele auto pot avea porturi
USB-C, iar incdrcdtoarele portabile pot avea optiuni USB-C.

Va functiona un laptop cu orice incarcator USB-C?

USB-C este un standard universal de incarcare. Intre timp, lap-
topurile care se bazeaza in totalitate pe USB-C s-ar putea sa nu
se incarce cu orice incarcator. PCWorld, in testarea sa, a constatat
ca Spectre x2 de la HP nu se va incdrca cu niciun incarcator USB-C
in afara de al sau. HP a spus ca acest lucru a fost intentionat,
deoarece un incarcator defect poate deteriora dispozitivul sau
poate provoca o defectiune a acestuia. Alte dispozitive, cum ar
fi Apple MacBook Pro, nu au restrictii atat de stranse — un nou
sistem de autentificare USB-C ar putea ajuta la aceastd problema
in viitorul apropiat.

In urma utilizarii unui incarcator USB-C in afara de cel livrat
fmpreuna cu laptopul, exista intotdeauna un risc redus atunci
cand conectati un laptop la o sursa de energie necunoscuta.
Cablurile pot fi, de asemenea, o problema. Microsoft recunoaste
acest lucru spunand ca puteti incarca un dispozitiv cu un port
USB-C, dar este foarte recomandat sa utilizati incarcatorul si
cablul livrat impreund cu laptopul, deoarece un alt incarcator
USB-C ar ajunge sa fie foarte lent din cauza puterii contorizate
in dispozitiv. Pe scurt, cumparati cabluri si incarcatoare de la
fabricanti de surse cu renume si sa nu experimentati utilizarea
unor dispozitive mai ieftine. Puteti cumpara cabluri USB-C supli-
mentare pentru propria securitate.

Setarile in laptop sunt importante

Urmdriti modul de alimentare USB-C, pe care il puteti gasi in
setdrile laptopului, de obicei in sectiunea alimentare/baterie.
Aici, puteti constata ca puteti comuta iesirea de tip C, alegand
daca sa primiti energie sau sa trimiteti energie. in cazul in care
incarcatorul de laptop USB-C nu incarca, verificati setarile pentru
a va asigura ca este setat sa primeasca energie.
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USB
>

3. Suport pentru dispozitiv extern: USB-C si
TB3 pot fi utilizate pentru a conecta o varie-

tate de periferice, cum ar fi imprimante si
hard disk-uri. Dar, TB3 accepta dispozitive
PCle, cum ar fi GPU (Graphics Processing
Unit) externe si hard disk-uri externe rapide.
USB-C pur si simplu nu se poate conecta la
aceste tipuri de dispozitive.

4. Daisy-chain: Pana la 6 dispozitive compa-
tibile pot fi conectate intr-un lant folosind
propriile porturi TB3 in loc sa se conecteze
fiecare la dispozitivul gazda. Cu USB-C,
aceste dispozitive ar trebui conectate indi-
vidual la porturile USB-C ale gazdei.

5. Compatibilitate inversa: TB3 este compa-
tibil cu USB-C. Daca un dispozitiv USB-C este
conectat la un port TB3, portul revine la
modul USB-C pentru a sprijini dispozitivul.

ATTEND 217C-AAO01.
USB Type-GC, Right Angle Middle Mount, Hybrid
Type, GF. Electric: 5VDC/AC, 3A, 40mQ.

Cu toate acestea, compatibilitatea nu este
reciproca. Un port numai USB-C nu va
functiona cu un dispozitiv Thunderbolt 3.
Statiile de andocare Thunderbolt 3, necesitd
0 gazdaThunderbolt 3. Daca aveti nevoie de
viteze de transfer rapide, suport pentru mai
multe display-uri 4K 60Hz sau un GPU ex-
tern, cautati simbolul fulger —Thunderbolt 3.

ATTEND 217E-BAO1.

USB Type-C Flank Receptacle, T/H w/SMD
type, G/F. Electric: 20VDC, 5A, 40mQ.

Este nevoie de Thunderbolt 3

sau este suficient USB-C?

Alegerea dintre USB-C si Thunderbolt 3 se
rezuma la utilizarea individuala. Trebuie
luate in considerare 4 puncte inainte de a
efectua o achizitie:

a. Transferurile de fisiere consuma mult
timp? Majoritatea laptopurilor cu USB-C
pot transfera un film HD de lunga durata in
30 de secunde sau mai putin.

Daca nu transferati in mod regulat seturi de
date mari la un termen limitd, de pe un dis-
pozitiv extern care beneficiaza de viteze
crescute, probabil nu veti beneficia de
viteza de transfer TB3 de 40 Gbps.

b. Trebuie folosite doua monitoare 4K
60Hz? Daca raspunsul este nu, atunci conexi-
unea USB-C (sau o conexiune HDMI sau
DisplayPort) ar trebui sd fie perfecta pentru
conectarea unui monitor. USB-C va alimenta
doua monitoare 4K 30Hz, dar va fi nevoie de
Thunderbolt 3 pentru a atinge pana la 60Hz.
c. Trebuie un GPU extern pentru jocuri
sau redare? Va fi nevoie de un computer cu
Thunderbolt 3 pentru a putea conecta un
eGPU (cel putin pana cand se va folosi USB
4). Daca nu e nevoie sau nu se doreste un
GPU extern, USB-C este perfect.

d. USB-C are functii in afara de Thunder-
bolt 3, inclusiv incdrcarea de mare putere
utilizand standardul Power Delivery (PD).

ATTEND 209B-SGO1.
USB 3.0, A Type Receptacle, Right Angle, SMT.

/\ Nota

Deoarece USB-C este universal si poate face mai multe lucruri
simultan, acest lucru permite anumite circumstante unice de
incarcare.

Pass-through: hub-urile de incdrcare de astazi oferd, ceva numit
incdrcare pass-through. Aceasta se refera la un hub care poate
conecta mai multe periferice USB la un laptop, incarcand in acelasi
timp si bateria acelui laptop. Practic, este o combinatie intre un
hub si un cablu de incarcare USB-C, deci nu aveti nevoie de doua
porturi USB-C diferite pentru fiecare sarcina. Popularul Hub
USB-C 6-in-1 HooToo este un bun exemplu al acestei tehnologii.
incarcatoare portabile: Daci aveti un incarcator portabil cu o
conexiune USB veche, dar un telefon care are doar o conexiune
USB-C (care nu este compatibild cu porturile USB mai vechi). Puteti
conecta incdrcatorul la un laptop care are ambele tipuri de porturi
si il puteti utiliza pentru a va alimenta telefonul intr-un sens gi-
ratoriu. Nu incercati sa utilizati incdrcatorul tip USB-C pentru laptop
pentru a vd incdrca telefonul direct.
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Cerintele de tensiune sunt prea diferite pentru majoritatea dispozi-
tivelor disponibile in prezent, iar incarcdtoarele pentru mai multe
dispozitive sunt incd o parte incipienta a pietei.

Despre cabluri USB-C: Thunderbolt 3 a adoptat formatul de
conector USB-C, astfel incat toate porturile Thunderbolt 3 sunt
capabile sa utilizeze cabluri USB-C obisnuite. Asta teoretic. Thun-
derbolt 3 are cerinte de performantd mai mari decat USB-C, deci
nu toate cablurile USB-C sunt de o calitate suficient de inaltd pentru
a functiona la viteze Thunderbolt. Utilizati cablurile Thunderbolt
3, daca doriti sa profitati de functiile complete si latimea de
banda a acestor porturi.

Pentru utilizatorii Apple

Utilizatorii Apple ar trebui sa stie ca nu sunt imuni la tranzitia
USB-C pe care o vedem. in prezent, Apple foloseste cabluri
Lightning pentru incdrcarea iOS, un design propriu care elimina
toate accesoriile de incarcare mobila Apple. Compania a trecut
deja la incarcarea USB-C pentru MacBook-uri, iar iPad Pro-urile
de astazi folosesc si incarcarea USB-C. iPhone-urile si iPad-urile
sunt in prezent unice in dependenta lor de cablu Lightning.
Apple va trebui sa isi reimagineze situatia actuala a cablurilor
Lightning pentru a indeplini precedentul suspectat de UE, cerand
un model set de cabluri de incarcare USB-C. Nerespectarea acestor
cerinte va duce la pierderea unor cumpardtori valorosi de lap-
topuri europene. Cablurile de incdrcare Lightning de la Apple,
vor fi inlocuite cu incarcarea wireless si simultan conectarea
portless la periferice, fara cablu.

https://www.mobile-magazine.com/technology-and-ai-7/portless-smart-
phones-set-trend-2021
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USB-C vs. Thunderbolt 3. Puncte finale
Tn general, USB-C va satisface nevoile
majoritatii utilizatorilor. Cu toate acestea,
exista cazuri de utilizare specifice in care
Thunderbolt 3 este avantajos (sau chiar
necesar). Viteze mai rapide de transfer de
date (40 Gbps vs. 10-20 Gbps), suport pen-
tru doua display-uri de inaltd rezolutie si ca-
pacitatea de a conecta dispozitive precum
GPU-uri externe sunt disponibile numai
prin Thunderbolt 3.

ATTEND 209D-DGO1.
USB 3.0, B Type Receptacle, Right Angle, DIP.
Contacte aurite.

TE Connectivity (TE).

Conectoarele USB-C standard industrial.
Design elegant, gabarit mic pentru dispozitive
portabile, aparate mici/casnice si suficient de
robust pentru aplicatii industriale. Suporta
USB 2.0, USB 3.1 Gen 1 si USB 3.1 Gen 2.
Furnizeazd energie pandla 100W la 20V.

A\ Nota

Un incdrcator USB din masing, da curent
de alimentare sau de incarcare si ar tre-
bui sa ofere:

« Cel putin 2 porturi USB: economia de
cost si spatiu a unui incdrcator cu un sin-
gur port nu este semnificativa.

« Cea mai rapida iesire de alimentare
posibila: porturi USB-C cu iesire de 18
pana la 45 wati: un port USB-C va incarca
cele mai multe telefoane moderne mai
repede decat o va face un port USB-A.
 Un cablu USB detasabil: un cablu USB
atasat permanent este o limitare, deoa-
rece nu puteti schimba cablul (pentru a
utiliza, sa zicem, un cablu Micro-USB,
Lightning-to-USB sau USB-C-to-USB-C)
pentru a incdrca diferite dispozitive.

www.electronica-azi.ro u n m

LABORATOR | USB-C vs Thunderbolt 3

Retineti cd Thunderbolt 3 este o conexiune
proprietard, al cdrei drept de autor este
detinut de Intel. Ca atare, Thunderbolt 3 are
adesea un pret peste USB-C. Daca aplicatia
nu necesita periferice infometate de date,
USB-C este o optiune flexibila si rentabild
pentru majoritatea utilizatorilor. USB-C are
si functii in afara de Thunderbolt 3, inclusiv
incarcarea de mare putere utilizand stan-
dardul Power Delivery (PD).

Majoritatea utilizatorilor sunt familiarizati cu
forma fizica a conectoarelor USB. Acestea
prezinta in mod obisnuit o mufa dreptun-
ghiulara (conectorul tatd) la un capat care
se potriveste in portul computerului sau
modulului de alimentare (priza). Celalalt
capat al unui fir de incarcare va avea fie
acelasi tip de fisa, fie una dintre mai multe
forme care s-au dezvoltat de-a lungul anilor
pentru conectarea la diferite dispozitive.

Conectorul USB-C
Conector audio/video/date digitale/alimentare

USB4, lansatin 2019, este primul standard
de protocol de transfer USB care este dis-
ponibil doar prin USB-C. Toate cablurile
USB-C trebuie sa poata transporta un cu-
rent minim de 3A (la 20V, 60W), dar pot
transporta si curent de 5A de mare putere
(la 20V, 100W). Cablurile USB-C la USB-C
care accepta curent 5A trebuie sa contina
cipuri e-marker (comercializate ca si cipuri
E-Mark) programate pentru a recunoaste
cablul si capacitatile sale actuale. Porturile
deincdrcare USB trebuie, de asemenea, sa
fie marcate clar cu puterea capabila.

USB CONNECTIONS

USB-A

1.0/1.1 2.0 3.0

Blue USB Port.

Albastru (blue). Aceasta este culoarea
conventionald pentru portul USB 3.0
si una dintre principalele modalitdti
de a-| distinge de celelalte porturi.
Chiar si cablurile pentru acest stan-
dard sunt albastre. Aceste porturi
suportd viteze de pdnd la 5 Gbiti/s, iar dispozitivul si cablul
trebuie sd suporte aceastd vitezd pentru a beneficia de ea.

Teal Blue USB Port.

Verde albdstrui (blue teal). Porturile
USB 3.1 sunt disponibile in blue teal
(ca cel din imagine). Aceste porturi
acceptd viteza de transfer de pdnd la
10 Gbiti/s. Unii oameni pot vedea
acest port ca fiind verde. Deoarece
aceste porturi sunt rapide, ele pot fi ideale pentru conectarea
dispozitivelor care necesitd o vitezd mare de transfer, dacd
dispozitivul acceptd aceste viteze.

Red USB Port.

Rosu (red). Indicd portul USB 3.2.
Aceastad versiune acceptd o vitezd de
transfer si mai mare, de pdnd la 20
Gbiti/s, ceamai rapida vitezd atinsd de
porturile USB. USB4.0 va suporta du-
blul acestei viteze: pdnd la 40 Gbiti/s.

Black USB Port.

Negru (black). Portul USB negru este
USB 2.0. Deoarece e un standard mai
vechi, acesta acceptd o vitezd de trans-
fer mailentd, pandila 480 Mbiti/s. Este
portul ideal pentru a conecta dispozi-
tive care nu necesitd viteze mari de
transfer, cum ar fi tastaturi sau mouse. Utilizind un hub se
leagd mai multe dispozitive la unul dintre aceste porturi.

: H:

USB-C

3.1 3.0/3.1 3.1/3.2

POWER DELIVERY

https://tech-fairy.com/what-is-the-meaning-
of-the-different-usb-port-colors-blue-teal-
blue-yellow-red-black/
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Director general al firmei
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neaza direct productia la firma de profil
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senzor de pres‘lun_e

L 1|

‘sau de debit?

Clarlflcarea confuziei dintre aceste doua tlpurl de senzori

Ambele tipuri de senzori — de presiune si de debit de aer — pot fi  Detectia debitului - Este important de
utilizate pentru masurarea debitului de aer. In numeroase aplicatii, ~ retinut ca senzorul mésoara debitul de
unul dintre tipurile de senzori este utilizat impreund cu un dispozitiy =~ masain conditii standard, nu volumul actual
de restrictionare a debitului pentru a crea o diferentd de presiune, ~ 9¢ 922 care circula. Majoritatea senzorilor

.. . " o e . . " . au compensare pentru efectele de tempe-
Unii senzori de “debit” sunt distribuiti ca senzori de “presiune  ;¢,r5 si schimbari ale presiunii atmosfe-

diferentiala” pe baza moduluiin care sunt calibrati, nu a tehnologiei  rice care afecteaza densitatea gazului si
interne. implicit iesirea.

Scopul acestor randuri este de a clarifica Upstream pressure tap Downstream pressure tap
posibila confuzie intre cele doua tipuri de j r

senzori mai sus mentionate, de a explica

diferentele dintre ele si de a oferi un ghid P

asupra alegerii in cazul unor aplicatii date. ” ||

Ce este un senzor de debit de aer? | A=P1-P2

La nivelul cel mai simplu, un senzor de

debit de aer, sau mai precis un senzor de

debit de masa de aer, este un dispozitiv cu

doua porturi de presiune, unde gazul curge

de la un port la celilalt (vedeti figura 1).in ~ Flow
interiorul senzorului este un element de
detectie cu o suprafatd incélzita.

Dupa cum gazul circuld prin elementul de
detectie, caldura este transferata de la
amonte la aval, dupa cum se poate observa
in figura 2. Acest lucru creeaza un dezechi-
libru termic proportional cu masa de ma-
terial ce circula si care poate fi masurata de

un circuit electronic. Orifice plate Figura 1: Senzor de debit de aer
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LABORATOR

De asemenea, senzorii de debit de masa trebuie
calibrati pentru un amestec specific de gaze, deoarece
gazele diferite vor avea caracteristici termice diferite.

irection

/1

Figura 2: Element de detectie a debitului de aer

Placa cu orificiu - Este posibila calibrarea senzorului
de debit de masa pentru a oferi o iesire proportionald
cu caderea de presiune dintre cele doud porturi, dupa
cum aceastd cadere de presiune genereaza debitul
prin senzor. In acest mod se poate crea confuzie,
deoarece acesti senzori vor fi adesea distribuiti ca
senzori de presiune diferentiald, chiar daca tehnologia
internd mdsoara cu adevarat debitul.

Ce este un senzor de presiune?

Un senzor diferential de presiune conventional are, de
asemenea, doud porturi de presiune; totusi nu exista
circulatie a gazului intre cele doua porturi; in schimb
exista o membrana MEMS (vedeti figura 3) intre porturi,
care masoara diferenta de presiune.

Applied
Pressure
P1

-

MEMS membrane

Applied

Senzor diferential RSN
de presiune P2 >

Figura 3:
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SENZORI

>

Deflectia membranei este masuratd de
catre piezorezistoarele implantate in siliciu,
iar un circuit electronic converteste infor-
matia in semnal de iesire.

Diferente majore intre senzorii
de presiune si senzorii de debit
de masd de aer

Calea de circulatie

Diferenta evidenta dintre senzorii de pre-
siune si cei de debit de masad o reprezinta
absenta sau prezenta cdii de circulatie a ga-
zului. Pentru ca un senzor de debit de masa
sd opereze, gazul trebuie sa fie capabil sa
treaca prin el. Orice restrictie in calea de
curgere, precum murdarie sau lichid, va
schimba rezistenta pneumatica si, de aici,
si iesirea. Prin contrast, un senzor de presi-
une este o “cale inchisa” Singura circulatie
de gazin sistemul sdu este o cantitate mica
datoritd compresiunii sau extinderii gazu-
lui sub presiune. Murdaria sau lichidul din
tuburi vor cauza o diferenta la iesire numai
daca se blocheaza complet tubul.

Contaminarea in calea de curgere in cazul
unui senzor de debit de masa de aer poate
afecta, de asemenea si transferul de céldu-
rd catre elementul de detectie, afectand
din nou iesirea.

Exemplu:

O sectie de boli infectioase a unui spital
ar trebui sa aiba o presiune negativa in
comparatie cu lumea exterioara pentru
a preveni iesirea bacteriilor si a virusilor.
Cand s-a efectuat intretinerea de rutina
a gips-cartonului, unele dintre particu-

lele fine provenite de la slefuire au trecut
prin filtrele sistemului si au ajuns pe ele-
mentele senzoriale din interiorul senzo-
rilor de debit de aer.

Acest lucru a cauzat citiri eronate, iar
sistemul a ajuns sa comande o presiune
pozitivd, riscand un focar de boala!

Senzorii de debit de masad de aer
ar trebui utilizati atunci cdnd
gazul care circuld prin ei se stie
cd nu are contaminanti

Stabilitate si rezolutie

Deoarece un senzor de debit de masd este
un dispozitiv termic, este in mod esential
mai stabil la debit nul (sau zero presiune
diferentiald) decat un senzor de presiune
bazat pe tensionare.

Cu toate acestea, modurile de functionare
descrise mai sus vor afecta panta iesirii
senzorului de debit de masa. Pentru un
senzor de presiune insd, este putin probabil
sa fie afectata panta.
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De asemenea, elementul sensibil al unui
senzor de debit de masa va genera o
variatie a iesirii mai ridicata la debite re-
duse decat la debite ridicate. Acest lucru
fnseamnd ca un senzor de debit de masa
va avea o rezolutie mai buna la debite mici
fatd de debite mari, chiar daca iesirii i s-ar
aplica unele corectii spre a filiniara. lesirea
unui senzor de presiune este in mod natu-
ral aproape liniara pe intreg domeniul sdu
de lucru, astfel incat rezolutia nu se va
schimba (figurile 4 si 5).

Singura miscare este a micii cantitati de aer
care trebuie sd intre si sd iasa pentru a crea
schimbarea de presiune. Un tub obstructio-
nat puternic poate crea probleme de ras-
puns in frecventa in aplicatii de inalta
frecventd; Totusi, iesirea senzorului va fi
corecta. Este posibila crearea unui sistem de
siguranta prin utilizarea in paralel a unui
senzor de debit de masa de aer si a unui
senzor de presiune pentru efectuarea unei
masurdri. Dupa cum majoritatea modurilor
de eroare intr-un senzor de presiune vor

Qutput

Mass Flow

Figura 4: lesirea senzorului de

debit de masa vs. debit

Qutput

Flow

Figura 5: lesirea senzorului de
presiune vs. debit

Un senzor de debit de masad de
aer are o rezolutie si o stabilitate
mai bune fatd de un senzor de
presiune echivalent

Rezistenta la contaminanti
Contaminarea pe calea de curgere poate
afecta in mai multe iesirea unui senzor de
masa de aer. Chiar si un film foarte subtire
de lichid sau murdarie pe elementul de
detectie in sine va afecta transferul termic,
conducand la erori de pantd. Pe langa acest
lucru, daca senzorul este utilizat intr-o
configuratie de bypass dupd cum s-a aratat
anterior, tot ceea ce creeaza o rezistenta
aditionala la curgere va afecta masurarea.
Este nevoie de presiune suplimentara pen-
tru a forta aceeasi cantitate de aer printr-un
tub obstructionat, iar acest lucru va schimba
relatia dintre debit si presiune.

Prin contrast, nu exista aproape nicio mis-
care a aerului intr-un senzor de presiune
cu linie moarta.
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Figura 6: Senzor de presiune cu deriva mare

afecta deriva, iar majoritatea erorilor in
senzorul de debit de aer vor afecta panta,
este putin probabil ca o problema sa afec-
teze in acelasi fel, in acelasi timp.

Panta unui senzor de presiune
va fi mai stabild decat panta unui
senzor de debit de masa de aer,
fiind putin probabil sa fie
afectatd de contaminanti.

Tehnici de calibrare automata de zero
Calibrarea automata de zero este o tehnica
pentru senzorii de presiune, bazatd pe esan-
tionarea iesirii in conditii de referinta cunos-
cute pentru a permite corectia externa
suplimentara a erorilor de iesire, inclusiv
eroare de offset si deriva termica. Figurile 6
si 7 prezinta iesirea unui senzor de presiune cu
o deriva (offset) mare inainte si dupa calibra-
rea automatd de zero. Daca aceasta tehnica
poate fi implementata intr-o aplicatie, este
o cale simpla de a beneficia de avantajul unui
senzor de presiune, evitand problemele
unui senzor de debit de masa de aer.
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Figura 7: Senzor de presiune cu derivd mare

(offset) inainte de auto-corectia de zero

(offset) dupad auto-corectia de zero
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Exista doua cai diferite pentru a aplica

aceasta tehnica:

« (Calea cea mai directd este de a adduga
0 supapa, care deconecteaza unul
dintre porturile de presiune de sistemul
exterior sifl conecteaza la alt port, creand
astfel presiune zero. Acest lucru poate
fi facut in orice moment intr-o aplicatie.
Dezavantajul metodei este costul implicat.

« Cealalta modalitate este de a“opri”
presiunea in sistem. Se poate
reinitializa presiune zero de fiecare data
cand echipamentul porneste.

Consum energetic

Sistemul de incalzire intr-un senzor de
debit de masa de aer necesita alimentare
pentru a functiona corespunzator, solici-
tand un mic, dar nu nesemnificativ, interval
de timp pentru incalzire si stabilizare.

Prin contrast, puntea simpla rezistiva
Wheatstone din majoritatea senzorilor de
presiune are nevoie de mult mai putin curent
si se stabilizeaza foarte rapid. Un senzor de
debit tipic poate solicitadela T0mAla 15 mA,
in vreme ce un senzor de presiune echiva-
lent va avea nevoie de doar 2 mA. lesirea
unui senzor de presiune este stabila uzual
in 2ms sau chiar mai repede, in vreme ce
unui senzor de debit ii ia cam 35 ms pentru
stabilizare. Acest lucru face ca strategiile
de cicluri de alimentare sa fie mai putin
eficiente in conservarea energiei.

Un senzor de presiune este uzual
preferat in aplicatii de joasd putere.

Raspuns in frecventa

Elementul sensibil intr-un senzor de presi-
une este o0 membrand mecanica, dupa
cum s-a aratat in figura 3.1n mod uzual, ea
are o raspuns in frecventd la maxim 10 kHz.
Tntr-o aplicatie in lumea real3, raspunsul
senzorial este uzual limitat.
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Prin contrast, senzorii de debit raspund
mult maiincet la schimbari bruste de debit
si au tendinta de a media schimbarile rapide.
Este un pic mai dificila cuantificarea exacta
a raspunsului in frecventa pentru acest tip
de senzor, dar in majoritatea cazurilor este
probabil sub 100 Hz.

Diferenta anterior prezentatd poate
afecta performanta in aplicatii.

Concluzie

Tabelul de mai jos prezinta sumarul dife-
rentelor majore dintre senzorii de presiune
si cei de debit de masa de aer.

Caracteristica Senzorde| Senzorde
presiune |debit de masa

LABORATOR

Precum seria AWM2000 si aceasta serie se
bazeaza pe doud punti Wheatstone pen-
tru determinarea debitului de aer.

Seria AWM3000 dispune de amplificare. Ea
poate fi utilizatd pentru a creste amplifica-
rea si a introduce pe iesirea senzorului
variatii de tensiune (offset).

Circuitul de control al elementului de
incélzire si circuitul de alimentare al puntii
de detectie sunt cuprinse in capsula.
Debit maxim 1000 cm3/min.

Senzor de presiune
de la NXP MPX5500DP

9227346 NXP

Cod de producator
MPX5500DP

Abilitatea de a lucra cu gaz contaminat pe calea de curgere/ da -
Rezistenta mai buna la contaminanti

Stabilitate mai buna / rezolutie mai buna la debite mici - da
Aplicatii de joasa putere da -
Utilizare de tehnici de calibrare automata de zero da -
Réaspuns rapid in frecventa da -

Exemple de senzori de debit de aer
si de presiune ce pot fi utilizati:

Senzor de debit de aer
Seria AWM3000 de la Honeywell

407-596  Honeywell

Cod de producétor
AWM3300V

Seria MPX5500 de traductoare piezorezis-
tive reprezinta senzori de presiune mono-
litici proiectati pentru o gama larga de
aplicatii, dar care in particular sunt ganditi
pentru acele aplicatii ce implica utilizarea
unui microcontroler sau microprocesor cu
intrari A/D.

Acest traductor avansat ofera un semnal
analogic de iesire proportional cu presiu-
nea aplicata. Plaja de citire: 0KPa-500kPa
cu o eroare maxima de 2,5% pe intervalul
de temperatura 0° ... 85°C

Autor: Gramescu Bogdan

» Aurocon Compec
WWWw.compec.ro

COMPEC

AUROCON COMPEC SRL
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CONECTOARE

= g

% o

Noi evolutii in proiectarea componentelor
electronice pentru sectorul militar si aerospatial

Industrii moderne, precum cea militara si cea aerospatiald, se confrunta
cu doua provocari crescande, dar vitale, in materie de proiectare: nece-
sitatea de a minimiza greutatea componentelor pentru a optimiza
eficienta, reducand astfel consumul de combustibil si numarul de opriri
pentru realimentare si necesitatea de a colecta si transfera cat mai
multe informatii posibil, in mod ideal in timp real, pentru a informa
procesul decizional operational — mentinand in acelasi timp o fiabilitate

optima in sectoarele in care esecul nu este tolerat.

Autor:
Matthias Oettl

Avioanele, navele si alte vehicule militare
moderne sunt, de obicei, echipate cu un
numar mare de camere si senzori extrem
de sofisticati, toate adunand cantitati mari
de date, care trebuie asimilate, manipulate
si analizate rapid.

Provocarile generate de manipularea datelor
si de greutatea redusd sunt, intr-o oarecare
masurd, contrare — deoarece este probabil
ca, la un moment dat, transmiterea si stoca-
rea mai multor informatii sa necesite atat
cabluri mai numeroase, cat si mai groase, dar
si conectoare care sa se potriveasca, iar din
punct de vedere fizic sa fie mai mari si, prin
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urmare, sa avem la bordul navelor echipa-
mente mai grele pentru stocarea datelor.

Aceste cerinte de manipulare a datelor sunt
in contradictie cu tendinta de reducere a
greutatii si exercita presiuni mai mari asupra
proiectantilor de componente pentru a dez-
volta proiecte inteligente, care sa utilizeze in
mod optim varietatea de materiale disponi-
bile pentru a minimiza greutatea, fard a com-
promite capabilitatile de colectare a datelor.
Un al treilea aspect este reducerea la mini-
mum a utilizarii materialelor periculoase,
ori de cate ori este posibil. De exemplu,
cadmiul a fost folosit multi ani in placare,

dar a fost inlocuit acum cu alte materiale
mai sigure, cum ar fi aliajul zinc-nichel.
Pentru a economisi spatiu, proiectantii folo-
sesc acum din ce in ce mai mult conectoare
dreptunghiulare, in loc de produse circulare.
Aceasta forma le permite sé fie stivuite si ast-
fel sa se utilizeze mai bine tot spatiul dispo-
nibil. Un alt avantaj al conectoarelor drep-
tunghiulare moderne este ca insertia poate
fiindepartatd usor. Acest lucru inseamna ca
respectivul conector poate fi lasat la locul lui
atunci cand se schimba modulele. Pe de alta
parte, un transfer mai rapid de date poate
fi asigurat prin utilizarea pe scara mailarga
a tehnologiei Quadrax in conectoare. Fiind
o alternativa la conectoarele RJ45 si USB,
acestea iau forma unui singur conector care
contine patru contacte individuale.

In special pentru aplicatiile aerospatiale,
greutatea este extrem de importanta si orice
oportunitate de a reduce greutatea compo-
nentelor cheie trebuie sa fie valorificata.

In cazul aplicatiilor in care este necesar un
material metalic - in prezent, de obicei, doar
in compartimentele motoarelor care sunt
supuse unor temperaturi extreme — otelul
inoxidabil a fost in mare parte abandonat,
fiind inlocuit de titan, care ofera o reducere
substantiala a greutatii, de pana la 40%, in
comparatie cu otelul inoxidabil.
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Totusi, acest lucru are un cost financiar sem-
nificativ, astfel incat, ori de cate ori este po-
sibil, se folosesc acum materiale nemetalice.
Dezvoltarea materialelor continua sa se in-
tensifice, iar materialele compozite moder-
ne sunt capabile sa ofere performante susti-
nute si fiabile in aplicatii cum ar fi unitatile
de comanda si control oferind, in acelasi
timp, performante in ceea ce priveste mini-
mizarea greutatii, cu o reducere tipica de
aproximativ 30%, in comparatie cu acelasi
articol confectionat din aluminiu.

Aceasta in pofida modificarilor de proiec-
tare necesare, de exemplu includerea unei
flanse mai groase a conectorului decat ar fi
necesara pe un conector compozit, pentru
a mentine acelasi nivel de integritate fizica.
Este corect sa spunem ca orice ingrijorare
din partea celor care au formulat anterior
specificatiile a fost in mare parte atenuata
de evolutiile in ceea ce priveste calitatea si
performanta materialelor compozite. Intre
timp, tendinta catre utilizarea cablurilor din
fibra optica continua, inlocuind produsele
din cupru si oferind avantaje atat in ceea ce
priveste greutatea redusa, cat si capabili-
tatea optimizata de manipulare a datelor.
Componentele mai mici si mai complexe
vin cu propriile provocari atunci cand este
vorba de montare, ceea ce inseamna ca
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PRODUCTIE | Aplicatii militare si aerospatiale

intregul proces de instalare trebuie sa fie
inclus inca din prima etapa de proiectare,
deoarece accesul pentru intretinerea, repa-
rarea si inlocuirea componentelor miniatu-
rizate este mult mai dificil.

De asemenea, componentele pentru uti-
lizare in aplicatii aerospatiale trebuie sa fie
supuse unor testari deosebit de riguroase
si trebuie sa se conformeze in mod ideal
atat cu standardul EN4165 (aviatie), cat si
cu standardul VG96513 (militar).

Un exemplu tipic de conector de acest tip
este reprezentat de gama de conectoare
EN4165. Provenind dintr-o gama proiectata
initial la mijlocul anilor 1980, portofoliul
actual oferd unele dintre cele mai utilizate
tipuri de conectoare pentru aplicatiile de
cabina din industria aerospatiald comer-
ciald, datoritda modularitatii, flexibilitatii si
fiabilitatii lor, precum si a capabilitétilor de
economisire a spatiului si a greutatii.
Disponibila atat in configuratii cu mai multe
cavitati, cat si in configuratii cu un singur
modul, gama ofera conectivitate compacta
si usoard, cu optiuni pentru contacte de
semnal, coaxiale, microcoaxiale, cvadraxiale,
de putere, optice si de termocuplu.

Cele mai recente produse din aceasta gama
incorporeaza carcase compozite, posibilita-
tea de a utiliza sarma din aluminiu, fibra

opticd, densitati mai mari si configuratii de
derivatie. Intre timp, carcasele EN4165 sunt
disponibile in aliaj de aluminiu usor sau
compozit, cu placare cu nichel sau cadmiu,
pentru a rezista mediilor dure. Pentru pro-
tectia EMI, conectoarele vin cu ecranare la
360° pe interfetele carcasei. Aceasta gama
de produse modulare este specifica seriilor
moderne de conectoare, care combina ale-
gerea optima a materialului cu designul mo-
dular pentru a indeplini un spectru larg de
cerinte in functionare, atat pentru aplicatiile
militare, cat si pentru cele aerospatiale.

Pentru mai multe informatii, contactati:

» Janina Antonio, Marketing Manager
E-mail: jantonio@heilind.com /Tel: +49.8024.9021 115
Heilind Electronics Europe

https://www.heilind.de HEILIND

Performance. Trest. innovation.

Heilind Electronics (https://www.heilind.de) este unul dintre
cei mai importanti distribuitori mondiali de conectoare,
relee, senzori, comutatoare, produse de management termic
si de protectie a circuitelor, blocuri terminale, fire si cabluri,
accesorii pentru cabluri si produse de izolare si identificare.
Fondata in 1974, Heilind are birouri in SUA, Canada, Mexic,
Brazilia, Germania, Singapore, Hong Kong si China.

Portofoliul Heilind include, de asemenea, servicii cum ar fi
realizarea de prototipuri, rebobinarea contactelor in unitati
de ambalare mai midi, tiparirea pe baza de contract a carcase-
lor, sigurantelor si etichetelor cu coduri de bare, precum si
marcarea pentru temperaturi ridicate si trasabilitate.
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Statii de lipit digitale
pentru profesionisti

- S S

The Soldering Co.

JBCTools este un producator european de
frunte de echipamente de lipit pentru
domenii care necesita precizie sifiabilitate:
operatiuni de service pentru echipa-
mente electronice de precizie, linii de
productie, universitati, laboratoare in
care se realizeaza prototipari. In catalogul
TME putem gasi multe produse JBC Tools,
insd facem eforturi permanente pentru a
ne extinde oferta. In continuare va
prezentam cele mai noi articole ale acestui
producator, pe care le-am pus de curand
in vanzare. Acest sortiment este disponibil
direct din depozitele noastre, astfel incat
timpul de livrare catre clientii nostri este
cel mai scurt posibil.

Statie de lipit JBC-CA-2QF

Statia JBC-CA-2QF cu puterea de 130W este
echipata cu pistolul de lipit JBC-AP250-A cu
alimentator de aliaj de lipit montat in
maner. Aceasta este una din multele faci-
litati care permit lucrul eficient cu echipa-
mentul. In statia de baza se afld un afisaj
LCD si un panou de control, destinat reglarii
temperaturii si navigarii in meniu. in echi-
pament sunt disponibile optiuni de intrare
automata in modul sleep si de decuplare
automata dupa un timp de inactivitate
programat, precum si de blocare a func-
tionarii statiei cu ajutorul unui cod PIN.
Domeniul temperaturii de lucru este cuprins
intre 90°C si 450°C. Acesta permite lucrul cu
aliaje de lipit atat cu plumb, cat si fara
plumb, ceea ce inseamna c4d statia este po-
trivita pentru conditii industriale. Echipa-
mentul este prevdzut cu un compartiment
integrat pentru curatatorul de varfuri si cu
un altul pentru varfurile de rezerva, precum
si cu o tija pentru intinderea cablului pisto-
lului de lipit. Statia este prevazutd si cu
conector USB, care are doua scopuri.
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Primul este cel de actualizare software. Al
doilea il reprezinta posibilitatea de conec-
tare a mai multor echipamente (prin HUB
USB) la calculatorul care le gestioneaza.
Astfel, cu ajutorul aplicatiei JBC Web
Manager, este posibila monitorizarea
simultana a functionarii si a starii mai multor
echipamente JBC.

Statiile de lipit
JBC-CD-2BQF si JBC-CD-2SQF

Principala diferenta intre statia JBC-CD-
2BQF si modelul descris anterior consta in
tipul dispozitivului pentru lipit atasat. in
acest caz, este vorba de ciocanul de lipit
ergonomic JBC-T245-A. Greutatea aces-
tuia nu depdseste 115g. Echipamentul este
potrivit pentru montarea componentelor
SMD si a celor cu fixare prin insertie. La fel
ca in cazul tuturor produselor descrise aici,
elementul de incalzire se
afla in varf. Varfurile nu
sunt livrate in set cu sta-
tia, insa in catalogul
TME se afla o oferta
completa de var-
furi de lipit. Un
alt produs JBC cu
posibilitati si func-
tionalitati asema-
natoare, echipat si
el cu ciocan de lipit,

este statia JBC-CD-2SQF. Aceasta se distin-
ge prin puterea mai mica (40W), care este
ideala pentru lipirea componentelor SMD
mai mici. Acest lucru este important in
special in ateliere, unde functioneaza mai
multe echipamente in acelasi timp.

Repararea circuitelor

cu statiile JBC Tools

in oferta TME se afla si doua statii destinate
lucrarilor de reparatii standard si constru-
irii de prototipuri. Desi functionalitatea
statiei in sine nu difera de posibilitatile mai
sus mentionate, in seturi sunt incluse alte
unelte. In cazul JBC-CP-2QF, este vorba de
microclesti, in care se

afla doua varfuri
standard.

Statia JBC Tools cu
alimentator de aliaj de lipit.

/2021
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Cu acest capat sunt posibile incalzirea
simultanda a componentei (in principal,
SMD) din ambele parti, precum si scoaterea
din placa PCB. Acest lucru este util in special
la inlocuirea componentelor foarte mici,
care sufera avarii relativ frecvent, de exem-
plu a condensatoarelor. Insa, daca utilizam
varfuri profilate in mod corespunzator, este
posibila si demontarea altor circuite, mai
complexe, cu terminale amplasate pe
laturile opuse ale carcasei (tranzistoare,
stabilizatoare de tensiune, mici circuite
integrate in carcasa SOP etc.).

Cea de-a doua statie destinata demontdrii
(repardrii) circuitelor este modelul JBC-CS-
2F. Este un exemplu de statie de dezlipit
profesionald, proiectata pentru o functio-
nare continua, ergonomica, in primul rand
pentru inlocuirea componentelor de pe
circuitele imprimate. In afara statiei de baz3,
produsul este echipat cu pompa pentru
absorbtia aliajului de lipit, modul de
vacuum (cu posibilitatea asezdrii sub statie),
precum si recipiente suplimentare pentru
materialul de lipit si instrumente pentru
curdtarea acestora. Suntincluse si un set de
varfuri pentru pompa de absorbtie cu dife-
rite diametre si filtre suplimentare de aer
montate in modulul de aspiratie.

Statie profesionala

Hot Air de la JBC Tools

Ultimul dintre noile echipamente JBC Tools
din oferta noastra este statia JBC-JNASE-2A.
Este o solutie de cel maiinalt nivel, destinatd
repararii elementelor electronice de pre-
cizie (de exempluy, circuitele telefoanelor,
calculatoarelor, circuitelor loT etc.). Echipa-
mentul este prevazut cu reglarea digitala a
temperaturii si fortei de suflare, precum si
cu o serie de functii de protectie (decuplare
automatad, blocare cu cod).

Conectorul termocupla permite conectarea
unei sonde termice, cu ajutorul careia statia
poate monitoriza temperatura elementu-
lui lipit, pentru a preveni supraincalzirea
acestuia. Modelul JBC-JNASE-2A este echi-
pat si cu un extractor cu vacuum, care ajutd
la montarea si demontarea micilor compo-
nente SMD.

Mai trebuie subliniat faptul ca, in majorita-
tea statiilor de lipit mentionate (inclusiv in
statiile cu aer cald), firma JBCTools a inclus
un sistem comod de inlocuire a varfurilor
si duzelor. Chiar fard racirea acestora.

» Transfer Multisort Elektronik
https://www.tme.eu M

o
Electronic Componants

www.electronica-azi.ro u n m

LABORATOR | Statii de lipit

Model echipat
cu ciocan de lipit.

Statie de dezlipit cu
pompd de absorbtie.

Statie cu aer
cald JBC Tools.
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COBOTI

Potentialul automatizarii cu roboti colaborativi
in industria farmaceutica si chimica

Robotii colaborativi (cobotii) ajuta la automatizarea si imbunatatirea proceselor de productie, oferind
conditii de munca confortabile si cresterea productivitatii. in industriile care necesita curatenie si precizie,
cum sunt sectoarele chimic, farmaceutic si cel cosmetic, cobotii garanteaza precizie, productivitate sporita
si calitate imbundtatita. Caracteristicile cheie ale robotilor colaborativi sunt flexibilitatea, economisirea
spatiului utilizat si usurinta de programare si utilizare. Aceste aspecte se transforma in beneficii economice:
rentabilitate si recuperarea rapida a investitiei.

Conform studiului “Barometrul de roboti-
zare al IMM-urilor” realizat in 2020, 38,8%
dintre intreprinderile mici si mijlocii de pro-
ductie din Romania care intentioneaza sa
automatizeze in urmatorii doi ani planifica
sa implementeze roboti colaborativi. Com-
paniile care folosesc coboti in fabricile lor
sunt multumite de versatilitatea si flexibili-
tatea acestora. Robotii colaborativi sunt utili
siin aplicatii farmaceutice si chimice. Printre
altele, companiile i folosesc in aplicatii pre-
cum transportul si ambalarea, mixarea, nu-
mararea, dozarea si controlul calitatii.

Precizia in timpul indeplinirii sarcinilor,
combinata cu capacitatea de a lucra intr-un
mediu steril, precum si in conditii dificile
pentru oameni, fac robotii colaborativi o
solutie optima pentru automatizarea in in-
dustriile chimica, farmaceutica si cosmetica.

Flexibilitate, precizie si siguranta

Bratele unui cobot ofera o precizie de +0,03
mm, garantand o calitate superioara in
comparatie cu rezultatul muncii umane.
Aceasta caracteristica le permite cobotilor
sd ambaleze produse chimice, farmaceutice
si cosmetice finite sau s le deplaseze automat

de-alungul liniei de productie. In plus, repro-
gramarea robotului si trecerea la noi pro-
cese este rapida si relativ usoard, facand
posibila automatizarea a aproape oricarei
sarcini manuale, inclusiv a seriilor scurte. Un
rol semnificativ in operarea cobotilor il au
dispozitivele de prindere de la capatul
bratului robotizat. Dintre diferitele tipuri, o
importantd deosebita in industria farma-
ceutica si chimica o au dispozitivele de prin-
dere cu vacuum care permit manipularea
obiectelor de diferite forme, cum ar fi cele
realizate din sticla. Pentru controlul calitatii
foarte utile sunt sistemele de viziune.

Ca parte a programului UR+, Universal Robots
coopereaza cu furnizorii de componente
suplimentare, software si accesorii compa-
tibile cu robotii UR. Datoritd acestui ecosis-
tem, utilizatorul poate gasi cu usurinta
echipamentele necesare, accelera imple-
mentarea si reduce costurile si complexita-
tea proiectului.

Portionare, ambalare si control al calitatii
Robotii colaborativi din industria chimicad si
farmaceutica indeplinesc o gama larga de
sarcini, inclusiv portionare, ambalare, suport

pentru productie, precum si teste de labo-
rator si control al calitatii. Intr-un mediu
steril, este important ca robotii s aiba certi-
ficarea adecvata pentru a lucra in camere
curate si sa fie adaptati pentru a lucra cu
substante chimice potential daundtoare
pentru oameni. Echipati cu instrumente si
dispozitive de prindere adecvate, robotii
colaborativi sunt flexibili si pot sprijini anga-
jatii in diferite etape de productie. Progra-
marea cobotilor este disponibila intr-un
limbaj de script sau prin mutarea bratului
robotului in punctele desemnate - robotul
isi va aminti si va repeta secventa.

Avantajele mentionate ale robotilor co-
laborativi pot fi transformate in beneficii
economice si imbunatatirea avantajului pe
piatd pentru companiile din industria
chimica si farmaceutica. Datorita cobotilor,
afacerile pot automatiza pe deplin multe
procese. In plus, structura usoara si dimen-
siunile reduse permit lucrdtorilor sa cola-
boreze cu ei intr-un spatiu restrans.

» Universal Robots
https://www.universal-robots.com

Adaptabilitatea robotilor colaborativi - doua aplicatii cu roboti colaborativi

« Aurolab din India - companie care produce kituri folosite
pentru tratarea cataractei

LSRN T

« MARKA - producator de detergenti din industria chimica
Cerintele companiei pentru robotii colaborativi s-au concentrat pe
precizia in procese cum ar fi punerea capacelor la sticle si strange-
rea acestora cu fortd controlata. Datoritd formei capacului,
pozitionarea corectd si precizia necesara au fost asigurate de utiliz-
area robotului colaborativ UR3. Implementarea cu precizia dorita
afost posibila datorita software-ului de gestionare si senzorului de
cuplu incorporat. Lucratorul care supravegheaza functionarea
robotilor nu are nevoie de calificdri speciale pentru a opri, reseta
sau relua in mod eficient productia, si de asemenea, nu trebuie sa
ramana nemiscat -
langa utilaj. Pentru
angajatii  MARKA,
robotul este usor de
utilizat, are o inter- |
fatd intuitiva si poa-
te efectua in sigu-
ranta operatiuni in-
tr-un spatiu restrans.

Precizia si acura-
tetea procesului
de fabricare a len-
tilelor (cristaline-
lor artificiale) sunt
foarte importan-
te pentru compa-
nie, in special in
timpul sarcinilor
precum depozita-
rea sau preluarea
si plasarea com-
ponentelor necesare productiei. Robotii UR5 folositi de Aurolab
asigurd siguranta si precizia activitatilor efectuate. Introducerea
robotilor colaborativi de catre Aurolab a dus la o crestere semni-
ficativa a productiei cu 15%, ceea ce a insemnat o crestere a volu-
mului cu peste 2 milioane de lentile (cristaline artificiale) pe an.
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FELIX ELECTRONIC SERVICES

SERVICI COMPLETE DE ASAMBLARE PENTRU PRODUSE ELECTRONICE

Felix Electronic Services cu o baza tehnica solida si personal calificat executa echipare de module electronice
cu componente electronice avand incapsulari variate: SMD, cu terminale, folosind procedee si dispozitive moderne
pentru pozitionare, lipire si testare. Piesele cu gabarit deosebit (conectoare, comutatoare, socluri, fire de
conectare etc.) sunt montate si lipite manual. Se executa inspectii interfazice pentru asigurarea calitatii produselor.
Se utilizeaza materiale care nu afecteaza mediul si nici pe utilizatori. Se pot realiza asamblari complexe si testari
finale in standurile de test de care dispune Felix Electronic Services sau folosind standurile de test asigurate
de client. Livrarea produselor se face in ambalaje standard asigurate de firma noastra sau ambalaje speciale
asigurate de client. Personalul are pregatirea tehnica, experienta lucrativa si expertiza cerute de executii de
inalta calitate. Felix Electronic Services este cuplat la un lant de aprovizionare si executii pentru a asigura si
alte servicii care sunt solicitate de clienti: aprovizionarea cu componente electronice si electromecanice,
proiectare de PCB si executii la terti, prelucrari mecanice pentru cutii sau carcase in care se pozitioneaza

modulele electronice si orice alte activitati tehnice pe care le poate intermedia pentru clienti.
Felix Electronic Services are implementate si aplica: 1ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Servicii de asamblare PCB

Asamblare de componente SMD
Lipirea componentelor SMD se
face in cuptoare de lipire tip reflow
cu aliaj de lipit fara/cu plumb, in
functie de specificatia tehnica
furnizata de client. Specificatii pen-
tru componente SMD care pot fi
montate cu utilajele din dotare:
Componente “cip” pan la dimen-
siunea minima 0402 (0603, 0805,
1206 etc). Circuite integrate cu pas
fin (minimum 0,25 mm) avand
capsule variate: SO, SSOP, QFP,
QFN, BGA etc.

Asamblare de componente THT
Asamblarea de componente cu terminale se face manual sau prin
lipire in val, functie de cantitate si de proiectul clientului.
Asamblare finalg, inspectie optic3, testare functionald
Inspectia optica a placilor de circuit asamblate se face in toate
etapele intermediare si dupa asamblarea totald a subansamblelor
se obtine produsul final, care este testat prin utilizarea standurilor
proprii de testare sau cu standurile specifice puse la dispozitie
de catre client.

Felix Electronic Services S
Bd. Prof. D. Pompei nr. 8, Hala Productie Parter, Bucurestl
Tel: +40 21 204 6126 | Fax: +40 212048130
office@felix-emsro | www.felix-emsro

Servicii de fabricatie

Programare de microcontrolere de la Microchip, Atmel, STM si
Texas Instruments cu programele date de client.

Aprovizionare cu componente
electronice si placi de circuit (PCB)
la pret competitiv. Portofoliul nos-
tru de furnizori ne permite sa achi-
zitiondm o gamd larga de materiale
de pe piata mondiala, oferind,
prin urmare, clientilor nostri
posibilitatea de a alege materialele
in functie de cerintele lor specifice
de cost si de calitate. Componentele electronice sunt protejate la
descarcari electrostatice (ESD). Acordam o atentie deosebita
respectarii directivei RoHS folosind materiale si componente
care nu afecteazd mediul.

Prelucréri mecanice cu masini controlate numeric: gaurire, decupare,
gravare, debitare. Dimensiuni maxime ale obiectului prelucrat:
200x300mm. Toleranta prelucrarii: 0,05mm.

Asigurarea de colaboriri cu alte firme pentru realizarea de tastaturi
de tip folie si/sau a panourilor frontale.

Ambalare folosind ambalaje asigurate de client sau achizitionate
de catre firma noastra.

Partener:

ECAS ELECTRO

WWW.eCas.ro



TG Tiae EEEI FIEII] = DAL 1880 r TR e

Solder Paste Indium

. Evitati scurtarea duratei de viata a produselor; evitati defectiunile in exploatare; evitati insatisfactia clientilor
prin avantajele tehnologiei avansate oferite de pasta de lipit Indium Corporation.

m Indium Corporation produce o gama de paste de lipit pe baza unei formule speciale, dezvoltata pentru Jow-

*  voiding, adaugand beneficii, precum ‘response-to-pause’ imbunatétit, minimizare HiP (head-in-pillow), o buna

!ﬁBRIHMG testare ‘in-circuit’ICT si o performanta ridicata SIR. IndiumB9HF Indium10.1HF
Paste 1 Paste 2 Paste 3 Paste d
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ATRON® DC

Primul agent de spalare din lume pe baza de apa pentru indepartarea acoperirilor de protectie de pe
paleti, adaptoare speciale si instrumente

ATRON® DC este dezvoltat special pentru putere maxima de indepartare a acoperirilor, in acelasi timp
prioritizand cel mai inalt nivel de siguranta a operatorului. Este pe baza de apa, pH neutru, indeparteaza
cu succes acoperirile de protectie cu rasini (acrylic, urethane, epoxy), precum si unele reziduuri siliconice
de pe paleti, adaptoare siinstrumente. ATRON® DC poate fi utilizat in toate tipurile de echipamente de
spdlare de mentenants, fiind in special eficient in procese ultrasonic si dip tank.

MlAIRl-I;IIN@ DOTLINER 07
Robotul de dozare semi-automat este potrivit pentru aplicatii care utilizeaza medii

inetecn comeany de vascozitate mica pana la mare, in productia de loturi mici si prototipuri.

La robotii de dozare DOTLINER, PCB-ul nu se miscd, ci este fixat in pozitie. Acest
lucru faciliteaza incarcarea si descarcarea PCB-urilor. Suporturile flexibile de PCB
MARTIN si instrumentele de sustinere ale PCB-ului permit instalarea sigura si
stabila a substraturilor. Masinile DOTLINER aplica tehnologia de distribuire ATP
bine doveditd si sunt cel mai bine pregatite pentru aplicatii de microdistribuire.
Aceasta implica distribuirea de materiale lichide, cum ar fi uleiul, precum si produse
cu vascozitate ridicata, cum ar fi pasta de lipit.

O gama larga de selectii permit, de exemplu, incalzirea duzei de distribuire, racirea
cartusului sau masurarea inaltimii distributiei cu senzor de atingere.

SdKI

Saki se angajeaza sa extinda in continuare capabilitatile 3D-AOI, 3D-AXI, 3D-SPI si 2D-AOI prin dezvoltarea continua a unor
tehnologii mai avansate.

Showroom-ul virtual SAKI este deschis tuturor din intreaga lume 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana. in plus fata de echipa-
mentele expuse, showroom-ul virtual ofera informatii detaliate despre produse, solutii de aplicatii si videoclipuri conexe.
Vizitatorii facilitatii interactive pot solicita informatii suplimentare despre gama completd de echipamente de inspectie Saki,
produse software si solutii Smart Factory si sunt invitati sa rezerve o demonstratie online M2M. Navigarea in showroom-ul virtual
este usoara prin simpla mutare a indicatorului pe ecran, la fel ca si navigarea in jurul unui showroom real.

Showroom-ul Virtual poate fi accesat din pagina oficiala SAKI www.sakicorp.com

SAKI Virtual Showroom . 3D-AOI

Am dezvoltat sistemul nostru original 3D-AOI prin
extinderea cunostintelor noastre de inspectie 2D.
Tehnologia de varf permite inspectia si masurarea
extrem de rapida si precisa, imbunatatind in acelasi
timp eficienta productiei prin usurinta utilizarii.

LTHD Corporation S.R.L. i

Head Office: Timisoara - ROMANIA, 300153, 70 Ardealul Str,, Ithd@lthd.com, www.lthd.com == LTHD —
I
I

Tel.: +40 256 201273, +40 356 401266, +40 729 009922, Fax: +40 256 490813 s

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

60 ElectronicasAzinr. 4 /2021



I e g ginia i asa s e
K A Y K Ly E a Y
: 5 - : - g uias | ©
| o T Cmhm Eaw - Eom EmumT g ELGE

TG Tiae FIE] D eS0T OWLAL 18907 TATT 1034T

Laser

Taierea cu laser cu fibra optica este cea mai rapida metoda
de tdiere a tablei subtiri de metal. Pretandu-se in special
pentru aplicatiile care necesitd o calitate maxima a
suprafetei pe marginile taiate, aceasta poate fi utilizata
pentru a tdia materiale dintre cele mai subtiri pana la cele
cu grosime medie.

Fasciculul laser concentrat incalzeste materialul doar la
nivel local, restul piesei brute fiind supuse unei solicitari
termice minime sau nule. Astfel, fanta de debitare este
putin mai lata decat fasciculul, iar contururile complexe,
filigranate raman netede si fara bavuri dupa debitare.
In majoritatea cazurilor, nu mai este necesar un proces
laborios de prelucrare ulterioara.

Gratie flexibilitatii sale, procesul de debitare este utilizat

frecvent in cazul loturilor de mici dimensiuni, in cazul unei
multitudini de variante si in constructia de prototipuri.

Abkant

Abkant (termenul provine din limba germand, Abkantpresse) este o masina unealta specializata in indoirea foilor de tabla, folosita
in industria confectiilor metalice. Abkanturile pot fi cu actionare manual, hidraulica sau servoelectrica. In functie de traversa,
care este mobild, abkanturile pot fi cu falca mobila jos sau cu traversa superioara mobila (la abkanturile moderne). Controlul
unghiului poate fi facut cu limitatoare sau prin CNC (comanda numerica). Presele abkant CNC se diferentiaza dupa numarul de
axe comandate prin CNC.

Dupa tehnologia de indoire, acestea pot fi cu indoire pe fundul matritei (in englezd: coining) sau in aer. Abkanturile CNC lucreaza,
de regula, pe principiul "indoire in aer", pentru ca pot controla foarte precis coborarea cutitului in prisma.

LTHD Corporation S.R.L. .
Head Office: Timisoara - ROMANIA, 300153, 70 Ardealul Str., Ithd@lthd.com, www.lthd.com — LTHD —
Tel.: +40 256 201273, +40 356 401266, +40 729 009922, Fax: +40 256 490813 —
61
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Solutii de identificare, etichete, tag-uri.

Aplicatii in industria electronica
Identificarea placilor cu circuite integrate (PCB) si a componentelor - LTHD Corporation va pune la dispozitie mijloacele cele
mai potrivite pentru a asigura lizibilitatea identitatii produsului dumneavoastra in timpul productiei.

Aplicatii in industria auto

Compania noastra a dezvoltat o unitate de productie capabild de a veni in intampinarea
cerintelor specifice in industria auto. in Octombrie 2008 am fost certificati in sistemul de
management al calitatii ISO IATF 16949:2016.

Solutii de identificare generale

Identificarea obiectelor de inventar, placute de identificare - LTHD Corporation oferd materiale
de inaltd calitate testate pentru a rezista in medii ostile, in aplicatii industriale si care asigura o
identificare a produsului lizibila pe timp indelungat. -
Etichete pentru inspectia si service-ul echipamentelor — Pentru aplicatii de control si mentenants, z
LTHD Corporation ofera etichete pre-printate sau care pot fi inscriptionate sau printate. :
Etichete pentru depozite - LTHD Corporation furnizeaza o gama completa de etichete special ,
dezvoltate pentru identificare in depozite.

Aplicatii speciale

Pentru aplicatii speciale furnizdm produse in strictd conformitate cu specificatiile de material, dimensiuni si alti parametri
solicitati de client.

Etichete cu rezistenta mare la temperatura — o intreaga gama de etichete rezistente la temperaturi ridicate, realizate din
materiale speciale (polyimide, acrylat, Kapton® etc.) utilizate pentru identificarea componentelor in procesul de productie.
Industrii speciale - ca furnizor pentru industria EMS — oferim solutii in Medical, Aerospace & Defence ISO 13485:2016,
AS9100D/EN 9100:2016, AS9120B/EN 9120:2016 productie LTHD certificata.

Etichete si signalistica de siguranta a muncii - LTHD Corporation este furnizor pentru toate tipurile de marcaje de protectie
si siguranta a muncii incluzand signalistica standard, de inalta performanta si hardware si software utilizat pentru productia
acestora.

LTHD Corporation S.R.L. i

Head Office: Timisoara - ROMANIA, 300153, 70 Ardealul Str,, [thd@lthd.com, www.lthd.com = LTHD —
I
I

Tel.: +40 256 201273, +40 356 401266, +40 729 009922, Fax: +40 256 490813 s
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High Quality Die Cut

Utilizand o gama larga de materiale combinate cu tehnologii digitale, LTHD Corporation, transforma materialele speciale in
repere personalizate asigurand rezultatul potrivit pentru necesitatile clientului. Experienta acumulata in cei peste 25 ani de
catre personalul implicat in proiectarea si productia die-cut-urilor asigura un nivel de asistentad ridicat in selectarea materialelor
si a adezivilor potriviti, optarea pentru o tehnologie prin care sa se realizeze reperul solicitat de client precum:

« Proiectarea produsului
« Realizarea de mostre - de la faza de prototip/NPI pand la SOP, inclusiv documentatia specifica PPAP, FAI, IMDS etc.
« Controlul calitatii - LTHD Corporation este certificata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO IATF 16949:2016,

1SO 13485:2016, ISO 45001:2018, AS9100D/EN 9100:2016, AS9120B/EN 9120:2016.

Die-Cuts:

.o o
« Bar code labels & plates S PPN * & NG Ly
« Gaskets “fé o Af‘%%k&b f:"ﬁ%
« Pads ey v _ e ._‘k 4
« Insulators /thermal & electro-conductive .;-;‘Tmm . . - uﬂz:_w4' ?@%3 .-
« Shields e 4 : 0 e &
e Lens adhesives hese e 7
« Seals ' §

o Speaker meshes and felts
o Multi-layered die-cut

N\

LTHD Corporation S.R.L.

Head Office: Timisoara - ROMANIA, 300153, 70 Ardealul Str., Ithd@Ithd.com, www.lthd.com — LTHD
Tel.: +40 256 201273, +40 356 401266, +40 729 009922, Fax: +40 256 490813
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PRODUSE

Pungile antistatice metalizate (ESD shielding bags) sunt folosite pentru ambalarea componentelor si subansamblelor
electronice sensibile la descarcari electrostatice. Datorita flexibilitatii de care dispunem, pungile antistatice nu au dimensiuni
standard, acestea fiind produse in functie de cerintele si necesitatile clientilor nostri.

LTHD Corporation satisface cerintele clientilor sai indiferent de volumele cerute.

Pungile antistatice Moisture sunt pungi care pe langa
proprietatea de a proteja produsele impotriva descarcarilor
electrostatice, mai protejeaza si impotriva umiditatii.
Datorita rigiditatii materialului din care sunt facute, aceste
pungi se videaza, iar produsele aflate in punga nu au niciun
contact cu mediul inconjurator ceea ce duce la lungirea
duratei de viata a produsului.

Structura materialului
STATIC DISSIPATIVE
COATING
POLYESTER
ALUMINUM SHIELD

|
STATIC
DISSIPATIVE
POLYETHYLENE

Din gama foarte diversificata de produse, LTHD Corporation mai produce si cutii din polipropilena celulara cu proprietati
antistatice. Aceste cutii se pot utiliza pentru transportarea sau depozitarea produselor care necesita protectie impotriva
descarcarilor electrostatice. Materia prima folosita este conforma cu cerintele RoHS.

Aceasta polipropilend antistatica poate fi de mai multe grosimi, iar cutiile sunt produse in functie de cerintele clientului.
Grosimea materialului din care se face cutia se alege in functie de greutatea pe care trebuie sa o sustind aceasta.

LTHD Corporation S.R.L.

Head Office: Timisoara - ROMANIA, 300153, 70 Ardealul Str., Ithd@Ithd.com, www.Ithd.com == LTHD —
I
I

Tel.: +40 256 201273, +40 356 401266, +40 729 009922, Fax: +40 256 490813 s
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——Thermoforming

Termoformare

Compania noastra realizeaza piese cu ajutorul tehnologiei Pl : - ﬂ
de termoformare utilizand materiale de tip HIPS, ABS, PVC, : > . — 1]
PC - ESD si NON - ESD. —

Termoformarea este o tehnologie de turnare si se poate
descrie ca orice proces in care este folosita temperatura
ridicata pentru a forma/turna plastic.

in procesul de fabricatie, placile subtiri de materie prima
sunt incalzite la temperatura specifica materialului pentru a
usura modelarea acestuia.

In momentul atingerii temperaturii de formare — materia
prima este "turnata" peste o matrita via vaccum.
Dupa racirea pieselor termoformate, acestea sunt curdtate

de excesul de material.

Aceste produse sunt specifice industriei EMS - tavite pentru
placi de baza (PCB trays), tavite pentru piese / subansamble
in industria auto.

Servicii oferite:

- Proiectare produs CAD/CAM 3D

- Prototip - mostra initiala pentru validare / testare

- Design matrita executie piese

- Matritd - print 3D, POM, ALU - atat pentru faza de prototip cat si
pentru productia de masa

- Productie de masa - serii mici / serii mari

Router-ul CNC este un echipament pentru frezare si gravare pentru
materiale plastice, aluminiu, placi bond, plexiglas, PVC, panou
compozit, cupru, aliaje.
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Apa deionizata
LTH-CHE-DIW

Apd deionizata, fara continut de ioni de Ca++ si M@++, obtinuta prin tra?are pe schimbatori de ioni.

Se utilizeaza in toate procesele unde depunerile de’ cruste de calciu si/sau magneziu pot provoca defectiuni mecanice sau electrice.
.

Apa deionizata pura

LTH-CHE-DIW-S1

Apa deionizatd, din care au fost indepartate toate sarurile printr-un proces de osmoza inversa.
-TDS 0

- Conductivitate max 1
Se utilizeaza in procesele tehnologice unde incarcatura ionica poate provoca descarcari electrice (in special in industria electronica).

Biolyth
Biolyth A - ESD LTH-CHE-Biolyth A-ESD ‘k
Solutie pe baza de alcool, cu efect triplu: de curatare, antistatic si biocid. :
Biolyth

Biolyth C- ESD LTH-CHE-Biolyth C-ESD

Solutie apoasd, cu continut de clor activ (obtinut prin metoda ECA) are efect triplu: de curatare, antistatic si biocid.
Se utilizeaza pentru curatare si dezinfectie in toate locurile unde incdrcarea electrostatica poate provoca disfunctionalitati.

, S
/ :

Alcolyth LTH-CHE-Alcolyth

Solutie pe baza de alcool pentru dezinfectarea
mainilor.

LTHD Corporation S.R.L. .
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—— 1D Solutions
2 BRADY

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Semne de siguranfa Marcarea tevilor Etichetare pentru logistica Marcarea zonelor Insemne vizuale pentru Sorbenti industriali

la locul de munca securitatea muncii

© 2079 Bray Warewice, me. A Tights Resered

=8

Blocare pentru riscuri electrice Blocare pentru riscuri mecanice Lacate (standard si personalizate) Accesorii -
%‘I I BRADV Marcarea cablurilor/Identificarea produselor/
WHEN PERFORMANCE NATTERS MOST" Im prl mante

IMPRIMATE DO-IT-YOURSELF PENTRU . & @
SECURITATEA MUNCII FORME DECUPATE SRS e

b S
Identificare in zona de depozitare  Controlul vizual 3l productiei

IMPRIMANTE PENTRU MARCAREA CABLURILOR
$I TIPARIREA SEMNELOR DE SIGURANTA
IMPRIMANTE PORTABILE

BMP21-PLUS BMP41 BMP51 BMP&1 BMP71

Dimensiune maxima etichetd p 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm 51 mm 50 mm 112 mm 106 mm 110 mm 110 mm
. -—te
) =  — I FDB53V i
ﬁ..-.‘"‘ #47 h B
i Mang Iagull Idemrﬁ(areap!mmlm cu EPREP Elldvmhmulmepemru Protectie de brand Identificarea mijloacelor fixe E

dentificarea produselor
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ANALOG

NAU\DW. [ pevices

Five Years Out AHEAD OF WHAT’S POSSIBLE™

Arrow in partnership with Analog Devices




